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[0002] Generally, it can divide ir‘to the whole process of work inspection that is the EDS
(Electrical Die Sorting EDS) procass inspacting the E-A ical characteristic of the chip in which
the semiconductor check process is manufactured by ¢ h wafer level and the posi—processing
inspection inspecting the semicenducior IC manuiaciured to the packags level,

[0003] The whole process of work inspection has the probe card is the terminal of the wafer the
apparatus for inspection of semiconductor called the probe card which applies the slectric signal in
chins which determine the bad chip among chips comprising the wafer is used and the structure in
which muitiple test pins {probe needie) ars formed in the position corresponding 1o

[0004) With the -
packaged semico du ~tor and the normal condition of 1C is inspecled the apparatus for inspection
of sem‘co*aducto ris used. tis the test socket the test socket has ti e structure where the mulliple
poge pins of the con tive rubber sheet is instalied at the position corresponding to the IC
terminal.

-

processing inspection applies the electric signal in the form of iC in the

©

08

LO005Y Muoreover, the terminal as to the apparatus for inspection of semiconductor, is formed
at one side identically with the terminal of the semiconductor and even when playing the
semiconducior package in which such terminal is connected or which is extended to cone side
ot the semiconductor package and which is connecied the armmct;or- (test) the semiconducior
package can be used,

[0006] Figure | is a drawing showing the cross—sectional view of the probe card which as an
axample, is the whole process of work test equipment of the conventional apparatus for inspection
of semiconductor.

[0007) As shown in fig. 1, the conventional probe card {(100) comprises the space transformer
(130} which the spatially matches the main beard {(120) liver having the electiode patiern and
optical pitch of the guide plate (110) that have the nasrc 'w -pitch it is installed between the guide
plate {110) in the uppsr directio of the guide plate (110), in which mubltiple test psm (111}
electrically contacted with th@ ie king object chip are msfalied and guide plate {(110) a
main board (120), installed separately and guide plate (110) and main board (120} to
surface,

and the
the bottom

[0008] The electric signal is deliverad to the checking object semiconductor through the test pin
{111) in which the conventional probe card (100} as in the above is contacted with the checking
obiect semiconductor (DUT, device under test) and the fault of the checking object semiconducior
(DUT, device under test) is selecied accordmg te the electric signal returning.

[0009) According to such conventional probe card (100) is the kind of the test pin (111
it has to form so that the test pin is contacted with ela s ticity in the checking Obje { semic
(DUT, device under tast) in order to be classified into the cantilever type and vertical ty
but prevent in case of especially, the test pin {111) of the vertical type the checking bj
semiconducior (DUT, device under test) from being damaged, it is caused by Qrid { has the
predetermined length, Due to this, the i"aduc*ancm is generated and since it sepves of LhQ antenna
generaled the electromagnetic wave the antenna has the problem that the high frequency property
measurement of the checking cbject semiconductor {DUT, device under test) is impossible.

), since
conductor
e

ct

[0016] Moreover, the test pin (111) of the “orﬁvﬂrﬂtsomi prab card (100) has
for the earth, and the power test pin (P} and the structure where the test pin (8)
atypically arranged as shewn in 2,

the test pin {3}
for the signal is

(00111 Here, the electiomagnetic wave is generated in the power test pin (P) or the case where
the signal is delivered through the test pin (8) for the signal, und the test pin (3) around for the
power test pin (P) or the signal and since it acts on noise on the signal ar which the generated
electromagnetic wave is delivered through the test pin {S) for the signal the probler that the
measurement feaidb ility of the checking object semiconducter (DUT, device under test) measured

2y

through the test pin {3} for the signal is degraded is generated,

This donyrent iz paformad byorotetene dnskaion; snd VIPG 8 not sy sinle fod thig rasuit of tranatation KIPO
FormFactor Ex. 1002, p. 227
-2- FormFactor v. Technoprobe

IPR2024-00933



[0012] The invention is provided to solve the above—mentioned problem. And it has
the apparatus for inspection of semiconductor serving the structure of preventing that the
electric signal delivered through multiple test pins delivering the signal to the checking object
semiconductor is inlerfered in each other in the providing.

FO013) Itis inserted and set up in the guide plate and the guide hole in which multiple guide
holes and tack welding delay Oupporfeo‘ holes are formead in one side for achieving the purpose
and it ic inserted and set up in multiple test pins and tack welding delay supporied holes in which
the iower part is elecirically contacted with the checking obiect semicenducior and it is provided
among mu itipte test pins among the power test pin or at least one tack welding delay and the
mulliple test pins arranged in the test pin around for the signal with the apparatus for inspection of
semiconductior crab. including the conductive connection means connecling electrically the test
pin for the earth and tack welding delay.

(0014 Moreover, the conductive connection means is formed in the inner surface one side of
the guide hole in which at least cne {est pin for the earth of the multiple guide holes is inserted and
inner surface one side of the tack welding delay supported hole in which the La\,i\' welding delay is
inserted and it is formed in the side of the surface of the guide plate and at least one conductive
layer contacted with one side of the test pin for the earth and tack walding delay and it is the be
desirable to include the conductive frace connecting the conductive laver liver in which the test pin
for the earth and tack welding delay is contacted.

[00158] Moreover, the guide plate is combined in Tho lower part of the cover plate and the cover
plate in which at least one first guide hole and the first tack welding delay supported hole are
formed in one side and al least one second guide hole and the bottom piate in which the secoend
tack welding delay supporied hole is formed are included in one side and the conductive trace is
formed in the upper side or one side of bottom of the cover plale and the conductive layer liver in
which the upper end portion cne side of the tack welding delay in which the upper end porticn one
side of the test pin for the sarth is contacted and conductive layer is centacted is CO"il’ithﬂ‘d and it
more is the be desirable 1o connect the conductive layer which is formed in the upper side of one
side of boltom of {he botlom plate and in which one side of the boltom part of the tesi pin {or the
earth is conta 'zfd and the conductive layver fiver in which one side of the botiom part of the tack
welding delay is contacted,

n
+

(00161 Moreover, it more is the be desirable that the tack welding delay is formed with at least
any one among the conducter manufactured to the test pin for the conductive wire or the earth or
the MEMS process.

[0017] Moreover, it is the be desirable that the test pin, adjacent to sach other the test pin, or
the tack welding delay which is formed in one or more outward appearance one sides among the
tack welding delay and is adjacent is coated on the insulator quality for preventing being contacted
with the mutual electricity.

(0018} Since it prevenis the electric signal deliverad through the multiple test pins which

according to the invention delivers the signal to the checking object semicenducior like the

above from being interfered in sach other the measurement reliability of the checking object
semiconductor is improved,

:(D.'

[0018] And the high frequency property of being exact of the checking object semiconductor is
measured,

(00201 Figure 1 is a cress—sectional view of the probe card which as an example, is the whole
process of work test equipment of the conventional apparatus for inspection of semiconducio

Figure 2 is a schematic diagram showing the conventional apparatus for inspection of
sermiconductor,
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Figur' 3 is a cross—sectional view showing the apparatus for inspection of semiconductor
cording to a preferred embodiment of the present invention,

r_r,

Figure 4 shows the conductive connection means formed in the guide plale of the apparatus for
inspection of semiconducior according to a preferred embodiment of the present invention.

£

Figure 5 is a schematic dianam showing the apparatus for inspection of semiconductor according
to a preferred embodiment of the present invention,

[0021) Hereinafter, the invention which will be the probe card illustrated using the term called
the apparatus for inspection of semiconductor in order to make the description simple in the
descriplion, specifically iliustrates the embodiment doing with the desirable of the invention
annocunces thal it is natural (o feel that the invention is included in the , morsover, the technical
mapping of the invention wh;ie being applicable to all apparatus for inspection of semiconductors
that are not limited to the probe card and have multiple test pins, the semiconductor package tester
and PCE testing sysiem elc

[0022] Figure 3 is a cross—sectional view showing the apparatus for inspection of semiconductor
according to a preferred emaodi tent of the present invention. Figure 4 shows the conductive
connection means formed in the guide plate of the apparatus for inspection of semiconducior
according to a preferred em )ods ment of the present invention,

.y

(00231 Referring to r’igures 3 and 4, the apparatus for i"i%pe’“*i‘ﬁﬂ of semiconductor (1) according
to a preferred embodiment of the prese x‘” invention comprises the guide plate (10}, the test pin

(20), and the tack welding delay (3 O) d conductive connection means (40).

(0024} The guide plate (10) inciudes the cover plate {1 1), and the fastening member {13} which
is combined in the lower part of the cover plate (11) and is combined in the bottom plate (12), and
the formation area of the conductive connection means {40} serves to be provided with supporiing
the test pin (20} which will be described later and tack welding delay (30). As to the cover plate
(11), multiple first guide holes (11b) and first tack weiding :Eeiay suppoited holes (11b') are formed
inone ‘Sii”'ﬂ As to the, muitiple second guide holes (12b) and second tack welding delay supporied
holes {12b') are formed in one side the cover plate (11) and botiom plate (12),

x

[0025] The cover plate (11) is formed with approximaiely, the disk or the rectangular pif= e shaps
and the first accommodating groove {11a) is formed in one >sd e of bottom and muttiple first guide
holes {11b} and first tack welding delay supporied holes {11b") are formed in one side.

[0026] The bottom plate (12) is formed with the disk or the rectangular plate shape
corresponded to the cover plate 1 1) and the second accommaodating groove (12a) is formed in
one side confesponded o the first accommodating groove {11a) and multiple second guide holes
{12b) and second tack welding d@iay supporied holes (12b') are formed in one side,

[0027) And the cover plate {11} as in the above and bottom plate (12) serve {o support the
test pin (20) which will be described later and tack welding delay (30} the formation area of the
conductive connsction means (40} which will be desciibed later through sach upper side of one
side of bottom with the providing through the guide hole and tack welding delay supporied hole,

(00281 in the mea’a thme, in the present preferred embodiment, it is Hustrated that the guide plate
(10) consists of the cover plate ’i i) and b ”)T‘ om plate {12}, But the invention is not thus restricte:
and the guide plate (10} can be formad with one body like the socket housing of the test socket,

£

[0028] The test pin (20) is inserted and arranged in the first guide hole {11b) as approximately,
the rod shape in the upper end portion one side and one side of the botrom part is inserted and
arranged in the second guide hole (12b) and such test pin {20) the multiple test pin {G) for the
earths, and the test pin {8) for the power test pin (P} and signal are atypically arfar‘qed on the
guide plate (10},

[0030) In the meantime, in the present preferred embodiment, the Cobra probe is illustrated to
the test pin (20). But the test pin (20} of the invention is not certainly restricted o the Cobra probe
and the various probe including the pogo pin, the wire probe elc. can be used it is of courss,
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[-’3081} The upper end portion one side the tack welding delay
the firsi tack \Neldn delay supported hoiﬁ (116') and one side of the botio i r 't is inseri ed and
ar ra ag d in the second tack welding delay supported hole (12h') and it is adiacent near the test pin
(3) for the pow\,. iest pin (P) or the bsgnai and it is arranged,

{0032} Moreover, the tack welding delay (30} the upr)@r Gnd portion one side is connected to
the upper end portion one side of the test pin (G) for the earth through the conductive connection
means (40) which will be described later and one side of the bai tom part is connecled to one side
of the bottom pait of the test pin (G) for the earth.

[0032] Such tack weiding delay (30) provides each power test pin (P) or the shield fwc*‘on o]
blocking that it is circulated with the test pin (3) for the signal and it becomes the case where the
electric signal is delivered, and sach power test pin (P} of the electromagnetic wave gene ’11 d in
the test pin (S) for the signal with mutual transmission. in that way it prevents {roem being interfered
in the test pin (8) for the power tmt pin (P) or the signal in which the power test pin (P) or the
signal delivered through the test pin (8} for the signal is different.

[0034] Moreover, when the be desardbie the checking oblect semiconductor (DUT, device under
test) is inspecied that the insulator guality (30a) is coated on the outward dppeafanbe one side in
order to prevent from being contacied with the test pin (?O in which the tack welding delay (30)

s adjacent , it is the be desirable that the fower end portion is formed with length shorter than the
lower end portion of the test pin (20) in order to prevent from being contacted with the checking

object semiconductor (DUT, device under test),

[0035) In the present preferred embomm@nt, the tack welding delay {30) is illustrated to the
same Cobra probe as the test pin {20). But the tack welding delay (30) of the invention is not thus
restricted and it can be formed with the conductor manufaciured to the conductive wire or the
MEMS process,

[\)‘\'(‘) Moreover, it is Hustrated that the insulator quality (30a) this embodiment is coated on the
Utward appe barance one s ide of the tack welding delay (30}, But it is not thus restricted and t

msu!ax r quality {30a) can be Tormed on the oulward appearance one sidge of the test pin (20},

o)

{0037} Comprises the conductive connection means (40) siiver conductive bottom layer (40a)
and conductive trace {40b).

[0038] The conductive material is coated on one side of the cover plate corresponded to the
first guide hole {1 1b) in which the cenductive layer (40a) is inserted with the upper end portion
of the test pin ( ’) for the earth and the first fack welding delay supported hole (11b'} inserfed
with the upper end portion of the tack welding delay {30} and one side of the botiom plate (12)
corresponded o the second guide hole (12b) in which the lower end portion of the test pin {G) for
the earth is inserted and the second tack welding delay supported hole (12b'} in which the lower
and portion of the fack we-qu delay (30) is mser*ed and one side are formed. Up and down end
part one side of the test pin (G} for the sarth and tack w@idinq delay (30) are contacted and the
lower end portion liver of the lower end portion of the tes p‘n {G) for the upper end portion of the
upper end portion of the test pin (G) for the contacied earth and tack welding delay {30) or the
earth and tack welding delay (30) are electrically connec Te“i through the conductive trace (40b).

[0038] Itis formed in the surface of the guide plate (10), in other words, the upper side of the
upper side of the cover plate (11) or one side of botiom and botiom plate (12) or one side of
boltom using the conductive material -:i"id the conductive trace (40b) as shown in FIG. 4 connects
slectrically the conductive laver {40a) liver. In that way the test pin (G) for the earth and the tack
welding deiay (30) contacted with the c\,nducnvﬂ layer (40a) serves to be siectrically connacted,

[0040) The conductive trace {40b) as in the above is formed in the upper side or one side of
bottorn of the cover plate (11) and the conductive layer {40a) touching with the upper end portion
f the test pin ( 5) for the earth and the conductive laver (40a) liver touching with the upper end
portion of the tack welding delay (30) are electrically connected and the upper side is formed in
the upper side or one side of botiom of the botiom plate {12) and the conductive layer (40a) in
which the lower end portion of the test pin (G} for the earth is contacted and the conductive layer
(40a) liver in which the lower end portion of the tack welding delay (30} is contacled are electrically

J
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connected and the test pin (G} for the earth and tack welding delay (30) or the tack welding delay
(30) liver serves to be eiectrically connected.

[0041] Herein
semiconductor (
looked into

r. referring to the figure, the operation of the apparatus for inspection of
) according to a preferred embodiment of the present invention decides to be

[0042) Figure 5is a
according tc a preferre

£

schematic diagram showing the apparatus for inspection of semiconductor
ed embodiment of the present invention.

[0043] Referring to Figure 5, the apparatus for inspection of semiconductor (1) according to
a preferred embodiment of the present invention at least one fack welding delay (30) is arranged
in the tesi pin (3} arcund for the powef test pin (P) or the signal and it is connected to the upper
end portion of the test pin (3] Tor the earth in which the upper end portion of each tack welding
delay (30) is adjacent and it is connected t o the lower end portion of the test pin (G} for the earth
in which the lower end portion o? each tack welding delay (30) is adjacent.

~ e

[0044] The shield function of blocki ng tiaat the power test pin (P} or the case where the elsctiic
signal is delivered through the test pin {8} for the signal, and each power test pin (P) or the
electromagnetic wave generated in the test pin {8) for the signal become as to the tack welding
delay (30) as in the above. with mutual transmission is provided. in that way it prevents from being
interferad in the test pin (S) for the power test pin {P) or the signal in which the power test pin (P)
of the slectric signal delivered through the test pin (8) for the signal is different,

[0045] Therefore, the measurement reliability of the measured checking object semiconductor
(DUT, device under test) is improved through the apparatus for inspection of semiconductor (1)
the invention,

of

[0048) 1t was explained in connection with embodiments which the invention did with the
desirable. However the various correction is possible 1o change as the correction without deviating
from from the gist and range of the invention. Therefore, such correction or the deformation in
which the attached palenti claim belongs to the gist of the invention will be included.

{00471 1! apparatus for inspection of semiconductor 10: guide plate.
11 cover plate 11a: first accommodating groove.

11b: first guide hole 11b' first tack welding delay supported hole,

20 botiom plate 12a: second accommodating groove,

12b: second guide hole 12b': second tack welding delay supported hole.

13: fastening member 20! test pin,

390! the tack welding delay 30a’ insulator quality.

40 the conductive conneclion means 40a: conductive layer,

400 conductive trace,

Ciaims

Claim [ L]

The apparatus for inspection of semiconductor which is ‘-nserted and set up in the guide hole in

which rultiple guide holes and tack welding delay supported holes are formed in one side | the
guide plate and it is inserfed and set up in the tack weldir :q delay supported hole in which the lower
part is electrically contacied with the checking object semiconducior ; the multiple test pins and

comprises the conductive connection means connecting slectricaily *he test pin for the earth and

tack welding delay among the mulliple test pins ; the power test pin or at least one tack welding
delay arranged in the tesi pin around for the signal among multiple test pins.
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Claim [2]

As for claim 1, the apmratus for inspection of semiconductor which is formed in the side of the

surface of the guide plate | at least one conductive layer ; and comprises the conductive trace
connecting the conductive laver liver in which the test pin for the earth and tack welding delay is
contacied wherein the conductive connection means is conlacied (o one side of the test pin for
the earth and tack welding delay it is formed in the inner surface one side of the tack welding delay
supported hole in which the inner surface one side and tack welding delay of the guide hole are
inserted in which at least one fest pin for the earth of the mulliple guide holes is inserted,

Claim [3]

The apparatus for inspection of semiconductor connecting the conductive layer liver in which one

side of the bottom part of the tack welding delay and condu ct-v laver is contacied of claim 2,
wherein the guide plate comprise al lsast one second mide hole in one side and the bottom plate

in which the second tab. welding delay supporied hele is fermeu it is combined in the lower pait

of the cover plate | the cover plate in which at least one first guide hele and the first tack welding

delay supported hole are formed in one side, and the conductive trace como“*s s is formed in th@

upper side or one side of bottom of the botiom plale ; and one side of the botiom pan of the test

pin for the earth is contacted the conductive layer in which the upper end por tu i one side of the

test pin for the earth is coniacted the conductive layer are formed in the upper “ad, or one side of

bottomn of the cover plate and the conductive layer liver in which the upper end porlion one side of

the tack welding delay is contacted.

Claim [4]

As for claim t, the apparatus for inspection of semiconductor in which the tack weiding delay is

formed with al least any cne among the conductor manufaciured 1o the iest pin for the conductive

wire or the earth or the MEMS process.

Claim [ 5]

As for claim 1, the test pin, adjacent to each other the test pin, which is adjacent it is formed in
one of more culward appearance one sides among the tack welding delay or the apparatus fo

inspaction of semiconducior in which the tack welding delay is coated with the mutual e;ectncuy

with the insulator guality for preventing being contacted,

Abstract

[0001a] The invention relates o the apparatus for inspection of semiconductor. And it comprises
the powsr test pin among the mulliple test pins or at least one tack welding delay arranged in the
test pin arcund for the signal and the conductive connection means connecling electrically zlf.e
test pin '0" the asarth and tack welding delay among the muitiple test pins t is insaerted and set up
in mulliple test pins and tack walding delay supported holes in which the lower part is electrically
contacted \Nnh the checking object semiconductor it is inserted di’id set up in ..he guide plate and
the guide hole in which multiple guide holes and fack weiding delay supported holes are formed in
one side.

Since it prevents the electric signal delivered through the multiple tesi pins which according to
the inveniion delivers the signal to the checking object semiconductor like the above from being
interferad in each other the measurement reliability of the checking object semiconductor is
improved.

¥ £,
f
H

And the high frequency property of baing exact of the checking obiect semiconductor is measured,

Absiract Figure
[0002a) Abstract Figure 3
Drawing

e
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Backgronad Art Decumenis

Patent Docutnends

[Patont referenee \ frtevational Pablivation Paaphle

=
‘.-.4,
et
f
/:/
“Af)
b
=
B
2
=
R

{Patent refieence ] Japancse Uneamdned Pitent g%%}p,‘iicssiiun Pi,ii},'iit‘ii}i‘&{i Ny, 24

Thedwontors Bacovsred the folfowing problems scoordiig to sosalts from oxamining

]

gonventions! K devicssookats, Spoaificall

, the ondoctive contant pin desontbed above Ix proforabdy

mace thisk snd short, However, ihe thichness of the sonductive cosaot phit ds novessartly Boxitod by

narrowing the phich bebwees the 10 devics lerninale. Mesowhile, thy reliabality of sonsduutive sonuee
pins deersuses as they aee used repeatesdly, and ths thoy are gonovally replaced as neodled dho o the Mgh

cost of somdacive conteet pins, Tharefors, sondoctive sondee? pine e rogdred te haveia.cortain Ioagth
o eages ineonstderatiom of workebdlity and the kowheo replorig the conductive contact pu. Nowg

that the shorter the comdaciive contser plas g, the shorier the oporsting e shareof bectmes.

foast o oortain tength i adso proforabls 1 the sense that,
SHTE Casgs, 1 may oot b pessible 1 weke the conductive coateg! pinvcaaplisar 1 the sebsrortyoor the

sonviennductor package is not fag

Alernat seduncs wes decreased by-direatly Connpcting scapasitor botwoen @ power

pireand 3 ground pip ol the condiotive contact pins raoueted I the 10 dovics socket e 10 devicescket
huusing. E‘%ewc'w::s; thevelone ooy pmi by the 3 devioe seoket inercases when the c'sg“xa-atitm o diweotly

& a-fearthat

this may huerfere with the srangemant of sacket n g high
donsdly pattere. Been i the capacitorvan b arranged an oxd phies Yo the subsimate oe e Boasing

cd
’
s
o
P

L3 gy wndy be g}{}:\::\::ii)i-& for the cafgzaciim f e arnanged st conmeeted 193

g

o,

position sepavated from the cendentive somact ping. In s cave, hers i v foar that fhe capacitor offoats

o~

thve due o seifiaducnes onused by the oagdh of

he wir inaniian

siructor for sobving the above probilenn. Bpooifioalbe, the

ak}:‘ atlows stable signal wavemission during 10

¥ when dachang

axicondoctor dovives hiving 8 plurality of power souroes sadior s
pachs s ou Bystem o Chin (S0l o 0
s ~deviees inclode those dn whinh vaddous funetic

bnplenmmred within g sb the san, oy I

secommodate thé

Gyttt etrcoits St require indopendeit powe

gropnds i dperate nirmially.

FormFactor Ex. 1002, p. 246
FormFactor v. Technoprobe
IPR2024-00933



O M e POTIDEINIO23061

£

i doviee sookot equipped with

Acponbngly, i an obi

configuration for easily allowing the sotiing of' v 5af parwer sourees anddior grounds;

2

without lnoreas frovhich condostive contagt pl srednsertad, by

adopting e above bisle corfiguration,

Summary

A Hdevics socket accurding to the proson invertion belades 2 substeate and & phoality of

B

condistive contact ping. The substtate achsdey # fiog sivfice s adonnd seofacs Tacing the st suetace,

and a plurslity of dwourh holes et such comaronicate with the find surfee wd the seoond surfres, The

plusality of conductive contad pins 15 held b the subsirate bea siui do which s postionof the conductive

contast pins e nseried inte any of the pharality of dhrough hukes

N
3

The substrate 2t loast inclades a buse
myderial, ot least oocaBiclectnie Taver, o fivet condhiotive bayery and soxconnd conductive lager. The base

matorial is composad of avctovelaing matonial and Tesludes the Best sefac, the sooond sueclos, and thg

ploradity of through holes, Thoe dicleetrie Taver 1 provided beawasn the st surface and the second

¥

surfiocof the base devteried buan ntersentng state wifh the ploraiity of fheough bolesand bas g

pormtitvite bighe then the base material. The frst aved second sonadoet

> bavers sandwich the sdicleoie

faver along a fred divection fom the Tiest suefeg of the buse patorinl tovweard the devond srfues,

Soreover, with the 10 device sooket soeording to the prosent invention, «f loast one pfthe frss and

s o sopmonted o tvoor osg pottions i keizonts] dicotiosowitl ap

1

3 wady, MNuié thad the horizg EREEw CORTSRPAGS 1 R ety
horebetwoon, Mote thal the borizonml divection corrssponds dirsetion

revtion from the first sortace of tie sobstrate towarsh the sctond surface

o
puty
3
e
ponsl
Iy
a7
303
bt
o
ot
2
o
prol
st
=
o
=
b
93
>
okt

?\’KI-E'(;‘-{.W"(;‘&‘, # prharality of conductive Bvcrs corrcspondiog 10 8 sceoenied powsr sovres and 2

vor whe, In

s e samber of poswer sowre

sy, the power soursey snd grovods cannot be segmended

i whicha phraiie of

£ dielectrio lovers s Tominated b the aubsirate apcording fo

s plucadiy of dielec

poons
=
st
4

LM

ended with wo fosuladion region ieespoensad therebomw

3 sirsctors having on af least one serfioe thaveof s conductive Byersogine

gy ir&saimim mgk 1 imsrspensed theebi sitive tayars O both

segieitad conductive

femduaiion regions e

Additionaliy, v vapachtor horeinalior cillod « € compotant) fvvaads pp ofvondetive g
Hplewteic layer. The presend

v adopting

Pe

g confhnratiog |
Lo surfisce of the diclectrie ver & Sogméntod with an

chobween. Meanwhile althidugh the oapecity & seek Ceompanentls

e T
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nevitably wmallor compared o « e where s sondedtive koo i aveingnd over the Sl wmafegof d

subsirate, surfbesarons of zfa;z;fsmnwd rogions of the vondociive Javer wre baviesdly not Hiatied

o] e 3

this canewven ii‘ ;aks\.sbt fdindec ‘:ric bopsra batvang the segeiended conduetive b
strfien Moot 18 arrnaged bes eondoiied stase by the baad faitodal s Sognitat faties
havers may be difforent for sach dicloowmie fayver,

At lpast o portion of the above wplaBion region segy be ap wir gape The salating nitedal way

R 3N

alen be'wommtarial (For example, sy insndating axarerist suhy g that o the bage pratorial) that b di¥
fronrthe dickeordo layer, Ithis casey e dicleerde Tayers thomselves, shog with the oonductive ke,
have wstruehwe zsmi suegrosntad i the borbontel dirsction. However, no particalar difforences the
fanctions of the disleciric Tavery Somashvas sodur when scgmented by difforentinsalathng matenind orthe

sivgap. Thus, inthe proseat spocificetion, cven W the dicleoterl buyer Ias g stroehe wonud inthe

horizontal divection, thow seopodvd rogions arg delined ve tug Saleonis fve

The 30 deviee socketacoonting to e ventu

the dislovitie in:\ und the conductive Tavers provided wiboth s

configure the C component, Thus, the

~

distuncs betweon the comdostive sonteet ;r;ins. and the C componend

s extrovachy snall, and as a rovelite pedferosence of the 1O devics socketoan be ngroved, Mossover,

¢ 1 o the ke boe thosubsiods,

the cenductive cantacs plis e bold by bewg p

P

functions as a sapport of the conductivg contaet phw thus removing the need for wtother componant 1

support the conduetive contact pins,

chuloy a plosbity of fost cwdutive oot plis sad s

This plombity ofs vdlve ooringtp

pluratity of ssvond conduciive contant pins that have @ connection state difforend frons the phaalivy of firgt
§ <3

condactive contect pns. Spacifically, portions of the plorality of fey conductive contaet pins are insorged

3 e

fa any of the plovsiity of throogh holes 1o mabo coptact with consdaciive menber (8 etal flvvoer the tke

oy the aner surface of the through holes comrapunding to these portions. Portions ofthe

1

N

Warafitvof sepond conductive sontet phsare nserted b any otherof S plossbity o throoeh holes bt

FOTORLE 10 @ state ol noncontant waith the Sestar second conduciive id Thie state of gon-comact with

ing o not makoy

~

with the condus cxuctace of the though holes, oy St condustive

nrenbar i notprovided on the e surfice of the theough holos acoonpnodating e second condueys

contast pins: brthie dade, the Srg couleciive layer and thie seotnid oonduative faper are elostrically.

condutiive

connectesd toamy of the plosdity of Bestoondicive vontact ping with the coumsponding
member btersparsed therebetwaun,

The ehove pheality of St conductive

present invantion i divided lote a firg ROUD L0, & power plo group that i elestrivally sonnentind to

N
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only the fint condoctive layor, andda seoon

v onaby the seoond eonduetive fayer. Margove

alectriontly conneoted 1o oither the D

3 R

Kevoeding 1o the Widevies socket ofthe prosent nvention, ¢

foos

oug with the dsloeiic Jover, at fean

sy e ol i St and sedond cosductive InpdevcomBigen th

compongirarssegaented oty fwa of
moresegments o the horizontal divection with the hwvulaticnregion interspersed therahetwesn,

Accarding to thiv condigurativn, orsases in the thickaess of e stbatrate cn be oo effectively

supprassed o comparisn o g oass whe

o oot powdt suppliss dmlior prowndy aep ananged o g

Tasninated state dogide the sobstnste. Additorally, substnuico mmspufachring

ood fmanuisotusing
O 2T a‘t:ds:&:m%}‘ siven he number of processey ivelved dn the process iself can be veduead for

Fifve base waterial fnterspersed thorehetwesn,

Brief Bescription of the Dravilag

.

FiG 1ias

e

aw of s oonfiguration of & finst eoabodiment of the 1O devies sovket

acnording fo the proseat invention

TG 2 shows g cross-sectian o the 1 dovice socket showen e PIG, Dalong theliog 8 4L

novinw Oty subsings of the 10 dovies sockershowitin FIEL 1 and dlustiates an

velationship of g oo > lagersegnmented nte ply srrangemen.

pe
P
25
e
4]
o5

cndarged view oo portion T 6f the pross-saction structuse shows dn TR 2

FIG. 3 3 wpdan visw showing woodizundion of sepoweer faw

portion of
the plan view shownin FIGL

T ~

BIG & ive ploay viow showing e configation of & groand

compsponding bethe IV ponion

wwrein TG

af the pdag view

FHEL T e plad view showinganather confieranion ot the power laver sovording 1o the present

A additicn fo the power lay

showen
BIGL 9 s persprotive viow showig @ pertion ofthe swaciore 4 U component avsed, which
inchudes the power dayar (posver Tapor segments ation regiond

Bavisig the structre showa b BIG! Tand the groved ley

segnrens by the hwadation rogion) shown i PR S, &
showing s subitrate toghon o n‘axpvnﬁf ag wythe postion IV shows PG L

FIG, 10

ofasombination of & pharadity of Coomponass layvers fo

pepptciive view following the
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FIGL U1 agssecond pospentive view following the example shewn o FIG, ¥ and showg 3n

ina lamirated deaie hntde the

sxampleof nucinbioption of § plurality of € domponon layets anang

view that Hhestvaied s oonfigarton of the 10 deviee sovket whonthe

shan dliconative oxaniple of the vonBgirativoy shown i FIGS. S0 d L

FIGE 13 i o Tt plan view of 8 subsivate of the I device s

swbodispent and ustrates anpther erampls of & posinonal ralationship of the candustive layver dividad

e plt avrangomenis,

T >
AR

FIG 18 s peacond phavview of w subsirate of the

.

O davies socket avcuvding o the pregen
swbodinent and Hhwtrases wrother exanple of 8 poumional relaticuship of the conductive bayer divided
G pr v *em.g“—ms::im.

FIG

e thivd plarovivwe ot a sobstods of e 1O devies soeket sconading to the preseat

4_;.

Fe

exybudboont sand Hlodraes another sxaople of w positiceal relatioaship of the conductive laver divided

G pin arnmgemens.,

944

16 3 Tosath plan view of & sohstrais of the 1O dovion socket according o the present

srybadboent and Hlostrates wnother sxangple of v postiee] relationship of the conductive laver dividdad

O IR SIRIMGEuRnI,

Botadled Deseription

Embuatbments of the 10 devise seoket sesorling 1o the prosent inventicnnwill be dex
with reforence to FIGS. 1o 16 Mot st the varfous figures, ke veforonee vamornuds designawe
idoativgd or shothe oloaenty and overlapping desoriptions will boomitied,

oot vmbadiments will e

Fiost o basie ooy of dw 10 devion socker scourding fetha g

doscribed in detad! Seroinwith reforsnee fo FIGS. Lo g

PRE T b porspa

oview ot g stnseture of o i embodiment of the ] device socke

sevonting 1o the prosent nveation. T3 3yl

along e e U 3L FIG 3 isaplunvioe o

i PG L Mote that the avvow Loin FHS, 3ovubg

sacket 1 includes the suba tv.of eonduptive Sentact ping 3 that ¢

g 3

- ° \\\
FELREERRN, 5

and Sarther tnctaded o ;}s;}iéi‘ti{n’m‘ﬁj pad (i positioning pin 42 shown PG S die pregs

o

P4
-
ﬁ

‘f'«/

=

4

y:

ton devios fnot

embudimeat) forwranging the K device socket 1 i specific posithn I an inpe

showny Tor inspeating 1 devioes. Note thar the body 4 may be dnosspuesied nto the 1O dovieg sockes

fod, Boreover, the suhstrate 2 piby have & possiosing bole or posdds 1o waark iy osneert with

postiivsing osns,
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o~

G4 6 an onderged viow o & poation 1T ol

ey

sevtion stradtse showa W EE 2 As

shown i B, fi,-'s'irf{a subg srosterial 2 amads upoof s olcleoinio sueh & glass fibey

epoxy resin or the Hhe: and ut Teast vae (four sre shown as an example e FIG, 4 of thdleoirio ey 2310

3 (a-frst i fourth dislectic yerY ombedind i the base pasteddad 21 and v oonduetivn brvey o clpped

wodiclsoine lavers, Axvshown dn PG E

Sk
3

amnd thie dike ds Srared v the upper and lower surfede sides of 8
the conduoiive lavers embadded v the base pateriad 21 ame also seemented by the hovizuntal direction
withvan isedation rogion 2990 tnterdpased thorehatovenn The wudation rogion 298 volor 1 a region

composed o nswdeting oxetorinl sooly ¢a the bese materiad ord condutivematonial, T the Ooaaple showan

& dayers 22 k0 28 wre

I FRE 4, 2 portion of the base muterial 21 ansd x portion of the fiest & founb dial
inchaded v e sulatonregion 240,

Aa dewcribed shove, asmgle dicleuirio layver works o coneert with the condisase luyers firmed

£ o R

~

an bothe surfacss thevoef e vonfigues » Copapongat. Speetfivally, the substemte 2 s fonaed by

faminating the muivrial {a portion of tie b the bage materind 21, the conductive

bavers, and the dielecttie laver:. Pornnttivity of g 15 preforably hiph, i order W dmprove

the capaciiy of the O components, Forwmmpls, the fiest 1o fowrtiodicls

2%

28 35 qen proforably

made up of @ high dicleemic baving a porwitiivity higher than the povsriubviey of the base material 21
For example, Embedded Capacitor Ma {RON Y mmutactorad By 38 ouay boased ay a bigh
fegtrie,  BOM s made of dicleotrt ovetorbl formad wen Seadle shont. This type of sebstnge may be

wtnced "».\‘E‘.'i?' a werhaad for v Li?:iC*Gf

s a prinded olecut bowd

¥

The material making ap the substrate 2, which 48 (¢ muterial of the ase matorial 31, iy bo

g

msalatingr e and ey Bclode paporm plage of g&m fiber, mud may lnchade phovol resin
polvamide resinin pl ¥ fesin. Bilver oy fx0 be used o place of eoppsr asthe
matorial compasing the ¢ fayvers, The Host o Stk didlegirie -Aa 3 38

partiches,

dinlociric for i'sizs;,;izz‘éing} vartioles, sad sprosomative axemples nclads barban tisasts, barhan wronthag

N 3

thanate, fniag oxide, lead Zivotniom Hisnatd, and combinaiions they

%

l’/
=
5
o
ool
3

g Fourth dislovtric layars 27 10 25 may Fe for sxsampls 4

cforably (hianer, foronsple

~

a thicknoss of 18 e

cupucity-of the oupaotiors: However, the thicknem
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o first 1o foarth dislontrie kovers 22 10,35 wie
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thercbobwasn with the :iw;s:uiatim Toston 290 However, 3 dislectrie faver provided on bothrsides thesaof
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af the Coonpponent without the newd 0 cosurs et the swfios arce nocosssetly awtches the full swrface of

the substrate 2. Moreover, any plangy s;{za; woof the conduciive laver pay be determbed in the substrae 2

regurdiosy of whether the conductive wented of aul

Baohood thy condustive coningt plis 3 ponstrans the substentn? to 2 subsinutiadly vorticsl
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N 3
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be torlined sinoe 1he somuct surfide arer of the condestivesnrmber 281 snd the condugtive contant pins 3

The conditive contagt pins 3 arg divided o a power pin group electrically comectad 1o the

™

power laver dosoribed abovey s GND phogedy sonneeted to the GNI> Jover, sad  sdgnad pin group not
copreuted fo oy ofthe fayors. Pov oxample, s howscis FIGL 4, aoondiciive vontaot pin 3 i

1 237 and the dand poseer faver sogmentad wegion

aunnectend 1o both the frgt power layer s
243, and w conductive contant pin 3
ooonniant

x'\a

sons 237 und the femrth power lay

AF

shed vegi 2, amd g conduetive contact pin 3118 connected to both the seeond povwer layer

R o

segmeried and the feudh power aver soprecatod rogion 252 wboth fimclivn as ssoand

Ixix conucectad 10 both the S OND lyer

s

POWEE P Ffirssiizszi;h @ poaductive contact piﬂ

region 224 and the thivd power laye sted rogion 344, and 8 condustive condiet pan 3o comidoted
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to both the st £ sertod region 234" and the thivd power Taver segmonded region 2447w

T L - 2 v = b

both function sx St GNID pins. A vonducibve contast pla 3d e sowresied o botho the socomd GND laver
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sopion 234 wod the Raath posee e sogeneniad regios
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fayon 34 and 35 are ;};ﬁﬁéx‘s{hiy'zsn:—sz gt towand the lower strlien 37 Sbde compared 10 & suidway poing

botweon the uppe of the substraie 20 Fothe prosont ombrodinwen, the

substste d s confisured as g substantally nlegrned ..Li_ém;i. iy which wee etbesided e dislosiie favers
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Contact ping 3 also bep

the fength of the piy body 31 ioshonter they the tdackness of the subsirate 2 such et the muisl divection
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favers, the paths from the conductive contact pins 3 & reuch the comductive layers becone conplex, thu
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add the segmcted

fest power keyer, wad differend power seriogs ey be set for the segmonted reglon
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Sm&if‘mii v, the fivst powor faver hay, for sxamply, the g\i nar shape shown i FIG,

fest GND layorbiag, for oxample, the plaur chape shown ' PG 60 Wote that FIGL 5 w0 planvew

v RS
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segmenss by the inselation reghond shown in FIGU S, axud alve showing wosuhstonte rogion covresponding 10
the portisn IV shown in FIGL 3
It the above exanple show t FIGL 9, eltoueh o phoadite of Commponents can bayeali
sne plane fcomaspanding s O copponsat over ground physe configenad by thedicleotrit B
thipewer Byt 2100 and the GND laver 2206 provided oo eithersidd ol the divheetrie Tayne 25, »

strveciure o wiich 2 pluralite of Coomponent lavers e srrsnged bt o foninsted sats buthe substais 2

*

soay inckde a combination of the C ogupenent ey shows in FIGOY and vet another U component lagey
having e vopmente sondantise baver yasign,

sod T sre porspestive visws following the sxsoply shows fo FIG. ¥ and show an

5
1%

sxanple of & corpbination of 1 pharaliy of Coomporiest Tovers {or

bavers provided vrchoth aides thereo®) srranged v Ranindded st In the sy

A t=3

I the oxample shovy i PG 10, & St O conporent ooy showe @ BRE, Sand s seomnd O

aumpobest fayer ;hawin;gg s difforent segmented conductive laver patitarn 1 i a loinaied stuie

w

£
33
ol
-
gl
Py
&

in the subsiate ¢ fet U component faver i s desoribed above, configured of the dislsciric fayey

00, the power Inyer 2108 thet Inchudes the sepmmnied voglons & 100 and 21080 provided on one

&

aurfuce of the diclestrie Ty 3000 sod torsponsed thorebetwnen with the nsudntion wegion 2100¢, und
thay O fave 2208 that indludes the s e v a and 22000 poovided on the other surfade
af the dicleotrio ayer 2600 ad intorsporsed therehetoeen with the iselation rogien 220k, Meanwhile
thy socond Coomponent s cont sgm‘m’i of a divlostric hyer 3000, o purecer layor 3100 thet fovludes
wgmetted regions 300 and 310G provided ortone swrthios o e dieleetnic layer 3000 s terspersed

odd andthet iy provided on the

3

o sbupe (sogroentpatiorn of the Josulation rogion

21000 i the powey layer 21080 of the fad O componand Byw, sod the shay nent patterm} of the

i N ‘.

sodation reglon 3 0o ushe poseer feyver 3100 of the sccond Coomponent layer may-ofoourse be

Additionaily, the weogoveted GND layer 3200 of the sccend © comporent hayar dogs not

by hwve soswrfuce arcu madching the upper surfuce 26 ov the fower surfuce 27 of the substrate 2

1t i saffivient S the wrfios arog of the OGN Javer 3200 1o be fost lrgaonough to srs the reudred

capaeity botwens the scooevded yogions 310 and 31000 of the povecer Tayer 3168

Tossmpotinot faver shis Sand a thivd ¢

samnponent laver heving o Gflsent seomentad conductive laver paisry are arvanged v g minated siie

naide the substrate 1. The stnetors of the fiest © component laver i the same sy that of FIGL ¥ and FIG,

~ . . 3 S

W ade compénent i cobfigured & a dislecrie Tayer 4000 8 power layee 4100

that e wssomented and ¢ provided on one sarfive of the diclectels lnyer 400G, sod w GND layer 4300

dhat Is unsegmented and that i provided on the other surfice of the dielostrie leyer 4000, The reapective

avented poswer e 1
componiot lver diy it \mm\:}\ ratehthie surfacy avens of the yppet suclies 36wt lower sucties

1.
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vof the € sompinent & dotorined by-the surface ey of ¢

varlag, av sost it the dlirsetion &

sis:&pc of the powsr layer 410 sud the sucfacs wrow and the planer shape o0 the GRD byor 4200 way b

rosinad within & vaae by whivl i

tod cupuery of vach danbe asmugd

ia
ol
P
< '»;

]
]

Woste that ot loast o postion-of th

2

gap sueh @ K oxampls @ualy gay, For exaraple, whep sl of the plarality of © conponent |

"
g
v"
&
5
s

7

SRS X
K §

facluding the € component fuyes shown i FUE 9, bave segmuosed cooduetive
gogion 2100e that s wn aly gep proforably bas s shape that extonds so that the upper surfice thereof

apper surfiee 36 of the subattute L wnd v lower sirfies thereo! reaches the Tower surfage 27

o

SR v

he subirade 2 ayshown i PG 120 The dicleotrio layer 2000 Is acpmentod v the horzontl dvsction

e v pariions 2000w sad BI00kE, te pover layer 2100 b also sogmentad fothe borizonal divention

wortbed fn the horbroniud

e bwn portions 2 100a amd 2100b, and Ruthor the GND
dtrection into two portions 2300 sad T200h, we shown b FIG 130 Inthe 10 devioe socket seconding

the prescot ambodient, other strectural parss besides the shove disicotric layae 2000, the power by

i und the GMNE lave 2200 may wiw besogmented i the borizontal dhrection by the insulativn

ad strpchere of the sabstrate 2 coreapondhag )

pas

2100 that ts n afv gep. Now thae FIGL 12 she

CRIPHIRem

fovars, may be arvanged o aroionted Ginte,. Spect

FIGL 12, anothor O companent lver suchoag that shuwn ifa FIGHE. I or 11 mayvbe indleded in the

vin FIGL 1R

vondfiguat

Yo ihn i oy teins : i i i S -3 s ik gy U S T F
I the cxsmple showen I FIG, 12, the power fa i th ot 2200 ax woll as the

a3 i the hortesnial divection by the wpplication of the wir gap b the

&

selation reglon 2100 vit, popacticular differences by the Swctions of the diclectric lavars
themsebves soser whan sepmovded by GHforcot xelating matorial oo the sie gap. Thus, o the prosent

has a sinicture sementesd iy the horizontal direction, th

ch e dinlocivie laver 2800 and a1 foest sey eae of

sompotent wlows forx noticsable effont

a5 of the substraie i oompsrison ks cass where different powey

in ST 3618@2 s IHeTeRse

suppiios wdiargrounds wve srranged 2 lanunated siate b the xabsteate, Additionaiby, sobeiraig

a o

s are reduded) sioce the muaber of processss Involved in

prefxchring W sinpliSed Gonmdachaing o

B

stionsof he basenderial

the provess Hxelfoan e redocad fis Tuvdnath

torspersed thorchetwean

Frirthey, the srvangewind of the conductive coutact plas 3 held by the subetran 2 nthe 0 dovice
sucket a':l{?{:(’:;‘(f:iiig o the preseat sobodinnent can soploy varlom Aranzobent patierds without boing

<} 5.
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frendted fo the tectangaliar shapes showecin FH3L 30 The sorface sres avad the shape of the vonductive fayer
anuor GND fayer segmanied by the séquentinl patterns o8 the sraployed vonduciive contact pios 3 can be
sof g desired, Awensmple ofsool roshown i FIOS. 1300 16, Noto that FRES 13 1o 16 are plan vicws

GFrospoctive substmatos oF 10 devic sockews scoording 1o the present embodiment and Hustats othey

exdamples of pusitional relatioiships of the cosductive o divided e pin wrangemans)

fhe FIGR. 130 1 show positional relationsiips of sloments gorresponding to the subsizate 2and the

segmentad reglony 23 and 222 of dee fist power laver basod on the cxample shown n FiG 3

N . e

I the exmmpheshowr In FIGL 13, thevondpaibvekontéot gion 3 vaidndrate 2 ate atrang

rectanguber ring rogion saodwiched by a rectanguler suter poripbery and @ rectangulr foner peripbery;
ansd the condugtive vy confimring the © component fever arrangad i the subsirate 2als sepmentad

RN,

bt v semmentind rogiony 2220 and 222 % fny dehoriromal divection kaerspersed therehotwsen with 8n

solation rogdon 390
zshowin FES, 14, thoconductive contact pioy 3 e aranged inw inside

\)\»

rectangoler modon and also bua rodtangelar tng g&m that sarrovndy they brside resty

sobetate Db Drethio ceag, nay of the condoctive Jayors that configo the € component
the subsirate 26 msve be svgmontnd such thay, &y smszipi 2, 2 sogroontgl region

sespersed therehetwee

smtact piw Fare arrsnged along an puionnost

it

In thiy nues, say of the swdentive b

Hin the sabatrate Jo iy beseg

,,
o
P
=
=
[
=
P
e
e
z
=
o
o
=

LA

5
ol
P
oot
=
m
P
B

Bos
('
54
g
4
z‘f
e

smeated into, for axample

rodluw 2 rowe of the condig et ping Fwvith

Frrtharoory, n he svvople showetin FiE 19, e vondueiive contact pins 3 aro artungad Intwo
rows heving a speoifie distancs therebobwion o saebsimte 24, In thivcass, any of the condusiive layes

that configure the O corpponayt layst arranged b thosolsias 3d oy be sopmenied fnte, for oxaraple,

<
1]

“tﬂ }<

corrssponding vows of segmwerded voglons 220 and 2320 wiith wy nsulaiion region 290d wterspersad

therchetweon,

21 hase rantenial; 3710 35, 2000, 2000,

4y b .3
i holey 3, Ja e
]

. Rt cantactportiony 33 sccundioontan pdationgd.

Cnsalation region

Folldwing wie axenplaty cnthodimonts of & socket o 10 doviee neponting o aspents of the
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o o~

Fanbodiment iy an 10 dovies socket comprisiag @ sobstraie having o Tost spebien, 3 second

et
o

surfios faing the fost surface, amd phoality ef theough-holes that sach conmumicate with the first surfice
and-the second surfaos wod g plerality of conductive contset ping, & po s which s fnserted niewy
of the prhoality of Seoueh holos; whoreln the sabsisde comprisesi s in;&t: vaterial having the Gt savfang,
i socond surfece, and the plarsdity of throogh holes: w teast g diclacine layee provided betw

TNE T T
gand e

dieleerric-aver baving @ porpiifivitp ghs,r then that of the base matsy

3

ocndhtiow hover stadwiching the deleptyiy g anwiaeh the first surBies of e base

of first condootive contaet Pl & ;‘}Qi”if(}i‘l of which s inseried e age of the phaadity of through iy

the povtion belg slorrially comeatad 0 she first sonduptive

b

ductive lavdriad a
harslity of socond comloctivewontet plos, 8 portionof which iciaaectod into aay of the phaslity of

shrough holoy other then those ek which the phashty of findt conductive contact pins wro igs

povtion being not slectoically conmected fo the St oraccond conductive aver and whsrsinany of the

N

fest and sevond conductive by Iv scgmentad nte e oo mony sactions vthe

sntal direstinm with

an-tsplation region inwrapersed

Embodiment s the 10 dovice socket sécording to ombodiment 1 wherain, the insalation vegion

cin which e serface thorend odends o rseack the Hnvianface of the bass mutonial, and

o9

has

s

bl one swrfase sxtonds e reash de s suctiaes of the bese

anmther sarfase therend opy

sagieriad,

3.,

~dsvice acckey accordhyy 1o cbodiment 2 whershn, ot feast a portion of

Fanbaodiment 3 3 the

jood
E¢
e
S
,.
z.

the nspbadion wglon s anair g4

Embodiment 4ds the iU dovipsockst soconding 1o asabodivient 1 whersin, any of the plurality of

through heles I provided sdth sconductive maber on s inner surfaon thereof snd the fivst conduative

o

by s clostrically comentod ot keast 0wy of the plosaiity of Sear condostive coniset pingvia the

5
3

corrspanding oonductive pember, andihe second vondhietive layer is cleetrioally comnsotad win the

£
3
3

wiluetive membaey o snysd the phradity of fiste Hve comaet ping other than thoge

first conduotive v,

wipmbotiment 1 forther cz;‘»mg}é‘is":g 2 body that
supporis the sobstraie; where

fspectad s e spocie position o thy substrate, wnd & posttoning portion thid wrange

socket abd spectfic position of an hispeoting device oy tnapreling the W den

A_ii;hezu_:\gh x;:*ecéﬁc enbodinrends bnve boen Hustonied wnd desent

‘oraguivalent implimentations calodated w

3.
1

bo substitvtes] foethe specte srabodiments shoven snd desoribed without dopaetiog froe the seope of the
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prosent fnpnation, Thoss with shill fn the mochanisal, elcto-mephasioal, wd clostricalarts will veadily

appreciate tht the presont lnvention may be papicnwnied fo g very wide variahy of eodiodiments, Thiy

aion Iy uended e cover sy adoptivns or varisions of the prefimed eurbodimeny dlssussed

v intendud

bt this aiveation be Baited only by the clotms aad the

IR
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What 1o clabmed e

L. A JO davide socke! bomprisiog

o sbstrate having @ Brstsorface, eseonnd sunface foing the Brstsurface, sod plundite of
thrgtgh-holes that vack communicate with the st serface and e sevond surlies; and

& plar sim of sondiotive contach pinsdoportion s which s incorted into sty of the ploraliny o

through holes;

& base somiveial Baviiae ihe Sestaaface, the

sand sotfies, st thie phaalite of trough boles:

v

fuce arud the second surfane tnan

Fone dislecizic lyver provided bevweorcthe St aw

intersscting siate with the plurslity of theough ho he divleairie Tver having a povmBtivity higher than

4

8 fust and @ sovond vorduntive laver saadwiching the dinloctric layer aleng & direetion o which

the fivst s of the base mageriad e

wihersin the phaaltyofdond

sreomiged g?fiei\ CEMERY Tises

& pluradity of fest comde covstant v, e portion ol wiich is srtod dato aey of the pharality

3
}

of throush holes, the portivn boing ¢lecivioally connecied 0 the Bt conductive layer of the seound

conductive baver and

& plradity of sconnd condietive contact ping, 3_;}(3;&%:3;1 of which ts tnseried oy ol the

Pl Mg

plurality of taough boles wiher o thost tote which the plerslity of fust conduntive cataet)

ey

trnrted, the portion belng not alectrically comeciad to the fivar ov sevond condactive faw
wherein any of the fosh end second condostive lvers tesepmented o tve o mose sectionsin

ni therebabwesn,

the-horizoutal dirsetion with an insuhaion vogion I

e

2 The I deviewancket scowding b olabm Uwhereln, the aalatioer rogion has a shapadn which

cne surfune thoreot axtendi eraach the Bnvtaarfoce of the base matanial, aad another surBos Gargof

ocd surfice of the hasd mateial,

opyasiva said pne sefacs sxtonds e wach the:
3 ThedD devicesschotaccording to vlatin 2 whereln o keasta pottion of the nsulation roglon s &

alr gap.

4, The 1€ dovige sopket acponting ol Dwhorety, goy of the phasiiny of tdooueh bolos ts
provided with'a eonductive mem surfane thareof, and the fntcondaciive laver s
slestrically cotmested 5 3o sy of the plurdity of Batgonduuihie ooiaot pis vig the correspunding

conductive nudber, snd e sscond conductive Rper s cleomieadly conpeoied vig the cortesponding

conductive mamber 10 snye of the plurality'of finst conductive contant phvother thatt those connasded o

the frst comduntive fever

3 ing - hedy that suppons the substrate;

N devise to be mapected at a spenific position
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TECOOTSRIT - Iy, Sarbars Ferpued
Tachanprobe S.p.8. {isor, Albo p"823 BY

Diomanada di brevetto per invernsione indpstriale dal titolo: "Testas 8
mﬁm&m per ux a;xgmmsmmamm & test di ﬁi@@:@sﬁﬁvi eie&tmnﬁm LOBR
migliceats proprietd & Blitraggio”

a pome di TECHEOPROBE 8.p.&.

& con sede v Qernusce Lombardone {(Leoon)

* X & * A

RIASSUNTO
8 desorive una testa & ousmus (30 comprendente una
pluralith di sonde i contatto {214, 21B, 21C) alibggiate in modo
10 scorrevole in I”i&}}t‘i&ﬁvﬁ pluradita di ford guida (2548, 27A, 284, 364; 238,
7B, 208, 368; 27C, 29C, 36C) realizzati in un supporto (2%,

Y

X
{

fm

miastriforme, la phuralitd & sonde d4i comgatte 14, 2B, 210

y

somprendende alreene un prime gruppe di sende di contatte {214, 31R)

che trasportano ssgnall & masse & & alimentazions {ONI3, PWRL

2

Opportunaments, s testa & wmisura {80} comprende abmens un
condensatore 4 fltraggio (30) avente shueno un reofore (31} collegato
slettricamentes ad una porzions condultiva {MM& Z2TA} realizzata sul

supporto 22} ed includente almeno un foro guida & alloggiamento

{254, 294] diune sonda & contatio {314, R1B} del primo grappo.

(Fig. 24)
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TECR78RIY Ing. Barbara Fereaxd
Technoprobe Bip.d. {lany: Albe 3°RRS B

DESCRIZIONE

’ <

Campo & apvlicasione

aiaassaanaLIANAAAARAAS A AR A AR AR AR AR AR RS
La presente invenzione fa riferimento ad una testa & misura
3

por urdapparccchiaturs di test db dispositivi slettronicl

L%

Uinvenwione riguarde in parficolare, ma non esclusivamente,
una testa di misurs con migliorate prestasiond in frequenza ¢ la
descrizione che segus & fim con riferiments s guesto campo <H

2

applicazione con i &ole scopo di semplificarne Vesposizione.

16 Uome © ben note, una testa 4l misurg, nota anche come probe
head, ¢ cssenzialments un dispositive atto a melters In s:s:ﬁifsgamanté
sletivion una pluralitd di plazzole di contatio di una mi»::rmtﬁ.z_tmyaﬁ in
parficolare  un  dispositive  sleffrovdeo ntegrate su wafer, con
corrisporvient! canall di una apparecchiatura di fest che e esegue la

vertfica di funzionalits, i partioslare slettrics, o genericamente I test,

Yt
137

I test effettuato su dispositivi inteprati serve in particolare a

rilevare ed isolare dispositivi difettosi g@d in fase di produzions.

Normalmente, le teste dl misura seongono quindl uiilizzate per i test

elettrico del dispositivi integratl su wafer prima del tagho o singalazione

20 2 dsl montaggio degli stessi allinterno di un package & conteniments di

VUna testa &b misurs nclude essenzialmente una pluralitd &
slermentt di contatto mobill o sonde di contatio {contact probe] dotate di

almene una porzione di ostremita o punta 4 contatio per una

73
ot

corrispondente pluralitd 4l plasecle o pad i contatte & un Jispositive
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TROOTRBIY Ing. Barhars Ferrard
Techusprobe Sp.A. {Iscr. Alho n"822 By

da testars, mcikam anche come DUT (geronime dallinglese: “Dhovice
Under Test™. Con i termird esiremitd o punta st ingdica qui ¢ nel seguito
UhE porsihne e estremita, non necessariaments appuntita.

o

B’ in particolars note che Fefficacia & VafBdabilitd di un test &

5 misura dipende, tra ghl altn fattorl, anche dalla realinzazione di un buon
collegamente slefinice tra disposifive ¢ apparecchiztura di test, e guind;,
dallo stabilirsi di vn nitimals contatio sletinico sonda/ plagzola,

Tr,a ie tipologie i tew e di nusura utilizrate ;1@& settore della

teonica i considerato per {1 test dei circuiti mt@grum largaments
18 diffuse sono le teste & misura denominate a sonde verticall e indicate
con i termdne anglosassone fvertical probe head”. Una tosta & misura o
sende verticall comprende exssnzalments una pluralita & sonde i
\,(}i}i&iu.‘;‘s trattenizte da almene una coppia di pastrs o gude,

sostanziaimente plastriformi ¢ paraliele fre loro. Tall puads sono dotate

£

1

& i apposith fort & poste ad uma certa distanza fra low n modo da

¥

lasclars une zond Hbera ¢ sorw dlana p&‘r il movimente » Veventuale

deformazions delle sonde di contatio. La coppia i gulde comprende in

e

part teolare una m ia glligi?ﬁli{)f’e )

3

upper die] ed una guuds inderore lower

die], entrarube proveiste 41 forl guida eudre o scorrone assialmente i

20 sonde i contatte, normalmente formate da i & leghe speciall con
| buone pré*g:a:r‘w t& eletiviche ¢ meseaniche,

{1 buon collegamentu fra ko smﬁ.& 2 o pisseole i contatin del

dispositive da testare & anche in tal caso assicursto dalla PrOssIons

della testa di musura sul dispositivo stesso, e sonde di contatis, mobili

28 entro 1 forl guids realizeat nelle guide superiore of inferiors, sybende in

>

L
3
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TELOTSRIT Ing. Barbers Perrari
Technoprobe Sp.8 {isor. Albo o832 B

occasione di tale contatio prements una Sessione, all'interne della zona
daria tra le due guids, ed uno scorrimende allinterno di tall for guida.
B noto slires! utilizzare fteste i musurs con sonde non
oolate in manieras fssa, ma tenute Wileriacciate ad una nterfaceis, &
5 sua volta connessa allapparecchistura di testt =i parla & teste i
rnisura a sonde non bloooate.
In guesto caso, lo sond o di contatte presentanc anche yma

ultericre porzione di ostremitd o testa di contatto verso una pharalita di

m&:ﬁ:\*c}ie o pm & vontetto di tale interfaceia, 11 ‘*\Lwn Lon \taiw ;-kiii&'im
i¢ ra sonde o interfaccia da visne asgiourato in manders analoga «l

contatin con i dispositive da té‘S*@ re mediants la pressione delle sonde
sulle plaszole di contatty della Interfaceia

Testa 'cf‘i;t misvra  od  beterfaccia sonn  comprese  inmouna
cosiddetia qchﬁ{ia di omisura {probe card] chie costibiisce 1 porzions

terminale i ung apparcochiatura &b test o dispositivi integrat so

p
5

wafer,

Nella sua forma pat generale una scheda & misurs, indicats

mmp%m sivamente ¢ schematicamente con 10 in Fliguwra 1, comprende
una testa i misura 1, nellesempio di fgura & sonde verticall non
20 yvineolate, La tosta di misura 1 comprende una ploraliia di sonde &
contatte 2 pontenute in un corpe 3, 8 oswa volta usuaimente

cemmprendente almoeno una coppia. di supportl plastriformi o guide
dotate di nigpetts forl guida in grado b alloggiare i modo scorrevnls e
sonde di condatio @ e non dlustmie In quante sonvenzionali

25 Ogrd sonds di contatte @ hs urdéstremité o punta o contatto
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24 che va in battuta su una piazzola di contatto di un dispositive da
testare {non illustrato), in particolare integrato su un wafer
semiconduttore, effettuando cosi il contatto meccanico ed elettrico con
tale dispositivo.

5 Inoltre, ogni sonda di contatio 2 presenta un'ulferiore
estremita, nella pratica indicata come testa di contatto 2B, verso una
pluralitd di piazzole di contatto 4A di una interfaccia 4. 1Tl buon contatto

elettrico tra sonde ¢ interfaccia viene assicurato in maniera analoga al

contatto con il dispositivo da testare mediante la pressione delle sonde,

10 in particolare delle rispetti.‘;ve teste di contatte 2B, sulle pilazzole di
contatto 4A della interfaccia 4.

Pia in particolare, linterfaccia 4 ¢ utilizzata anche per

effettuare una trasformazione spaziale tra la distribuzione delle piazzole

di contatto 4A disposte in corrispondenza di una sua prima faccia Féa,

15 indicata anche come “probe side”, su cul vanno in appoggioc le teste di

contatte 2B delle sonde di contatto 2 ¢ corrispondenti piazzole di

contatto 4B diép@ste in corrispondenza di una seconda e opposta faccia

F4b, indicata anche come “tester side”, dellinterfaccia 4, in particolare

per il collegamente con la scheda stampata 5 o PCB {acronimo

20 dallinglese:  “Printed  Circuit Board”y & céﬂegameﬁto. _’con
Vapparecchiatura di test.

In base alla sua precipua  funzione di effettuare una

trasformazione spaziale delle pilazzole o pad di contatio, con in

particolare un rilascio dei vincoli dimensionali legati alle distanze tra

25 pad, indicata come pitch, delle piQi recenti tecnologie, linterfaccia 4 ¢
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anche usualmente ndicaia come space trasformer. In altre pardle,
-

grasie allutilizes dellinterfaccia 4 @ possibile realizpare plazzole i

contatin 48 tester side con pifch maggiore delie plaszele &) contatte 44

Loperazion di  trasformasions spazisle allinterno

14

3

delfinterinecia 9 vigne effettuata utilzzeaadde vns phuralita di tracee o

k3 Q.

track conduttive £, in parlicolare metalliche, In grade i effettuare i

routing del segnall dalle plazzole 3 contatto 44 probe side alle piaseole

& contatio 4B tester side ¢ da queste ultime, medisnte opportine
10 atrittare i contatte slettricn 7, guall hall, pin o ocolonne {pillard
conduttivi, per citarne aleuni, < coliegarst alla scheda PURB 5. Anche
allirterne della scheda POR & viene effettuato i routing del segnall,
framite witeriord tracce ¢ Wack conduttive 8, in pavticolare metalliche;
por portare gl stesst aﬁ.*ﬁsi:ém.a della a»ms::a:i'i i misura 10 ¢ guindi

aifapparecchistura & tesll Lo Wracee o track condutiive & o 8§ possono

Tt
75

essere nella pratica anche infer! pland vonduttivi,
Le schede di misura nofe comprendone inoltre opportunt

condensator: df fillraggie ¥, PO in partcolare, & noto utilizzare

condensatori d fixmwa S sl tpo ceramico, includenti wm oorpe

20 isolante ceramice %o od opporturd reofori metallicl 9r & sudd latl, &
costituire le armature ded condensaton] siessi

Tall condensatort di filtraggio sone \: amunemente postgionatl

sulla prims faccia Pda probe side della scheds & interfaociamento 4,

allestermno della testa & misura 1.

e
1]

Per un wuglior lunzionamente del condensatori di fltraggio 8,

.
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a2

B ostess) devono essers posizionag d pil wicinge possibile alle sende df

¥

comtatie 2, in partoolare alle sonde che portanc 1 segnall
slimentasiont Power} 4l massa {Ground), 4 ow i fltraggio deve essere

applicatoe, & pil in particolare alle punte 4 contaito 24 & taldi sordde.

5 Nelle pid recenti teenclogie, sloumd condensatort & Aitraggio @

sone guind! dispost anche sulla seconda faccia FAL fester side, in

porsiond epportunamente lasciate Hbere dalle strutture di conmtatto

ny
F

nourdares Aph i corrispondensa della teata &8 rudsura 1

Jurs

slettrics

I tal mode, { condensatort di Sltrageie 9 sone :zxaggimzﬁsmt&
18 avvicinan alle sonds & contativ 2. Tale configurazione, tultavia, wapone
X

unt routing parallelo del segnalt df Powsr e Ground allinterno

delfinterfaccia ¢ che port le stesse al latt della siessa, al di foornt

%

dellarea Aph t‘(xz":'mpfsmit“a alla testa o misura 1.
S Queste routing del segnall & Power ¢ Ground  intemmo

o~

allinterfnccia 4 comports 8 realizenzione di tracce o piagd conduttivi &

e~y
8

dalfmrea Aph ad uns =ona estermna o periferica dellinterfacaia 4, oltre
aile tracce o pand corphuilivi che portane 1 segral di Power ¢ Ground at

o~

condensatori d Slrsggio 9, dispostl su diveral stratl, Tuttn b s

fraduce nela necessitd di realizzare Piderfsooia 4 con un munera
20 massiosio di stratd, swvmentandons lo spessore, con Pimmediata ed ovia
conseguensa i allontanare 1 oo denw’mn di Sltraggic 9 stesal, dispost
tester side, dalle relative sonde 3 contatto @ di Power ¢ Ground, in
particelare dalle joro punte & contatto 28, ed uns ridusione delle

relative capacitd & 8ltraggio.

25 Quindi, anche lo pid recent! solusiond per U posizlonamento

T
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[

dei condensaiort di filtvapgio 9 toster side in w'ares Aph cornspondents

X R

5

alla testa i wyisugs 1, devono fare | oontl con esigenze contrastant e
riestons ad ottenere sole un vamgsmm S0 In termid i ndgliorauento

prestazionale deghl stesst

5 I3 problerog teonicn che sia alla base delia presernte myvenzioneg

& quelio i escogitare una testa & misura dotata di uns pharalitd &
sonde di contatie per it collegaments cor una apparecchiatura i test i

dispositivi  cletfronded, in  particolars  indegratl su  wafer, avente

caratteristiche strutturall = fansionall i da conssutize di @ 1};}5: vare le
G Hmdtasiond @ gl tnconvendentt che tuttors affliggpuw o teonologle note, in
articolare permetiende di mighorare lo prestaziond del condensatort &3

sgeio wiiliszati per le sonde di comtatto del segnali di alimentazione ¢
masss, posisionatl in particolare allinterne delln taaia stessa.

Sommario dellinvenzione

18 . 13des g wm Zome ohe sta alla base Gella presente invenvione
& guella i realizsare s una o Pl guide opportuns porzont conduttive

per 1 contatto oon condensatort & Gltraggio.

Sulla base 4 tale wdea & solusione d problema teomico £

risoliee da una testa 4l misura commprendente vuna phoalitd di soende &
20 sontatio alloggiate in muodo scorrevols in rigpetiive pharalita & fort gudds

realizzatl in un supporte, pestriforme, tale pluralid & sonede &

coptatte comprendendo shneno un prime grupps di sonde di contatto

che trasportann segnall 4 massa o di glimentasione caratterizeata dal
fatito i comprenders slmeno un condensatore & Sltraggto avents
&8 abmens un reciors collegato slettricamente ad una porzione conduttiva
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realizzata sul supporto ed‘ includente almene un foro guida i

alloggiamento di una sonda di contatto del primo gruppo.
Pia in particolare, Vinvenzione comprende le  seguenti
caratteristiche suppismemaﬁ e faceltative,l prese singolarmente o©

5 all’occorrenza in combinazione,

Seconde un altro aspetto dellinvenzione, la porzione
conduttiva pud essere collegata ad un primo riferimento di tensione
scelto tra un riferimento di massa ed un riferimento di alimentazione,

rispettivamente, ed il condensatore di filtraggio pud comprendere un

1C ulteriore reoforo connesso ad un secondo distinto riferimento di
tensione, scelto tra un riferimento di alimentazione e di massa,
rispettivamente.

Secondo wun altro aspetto dellinvenzione, la porzione
conduttiva pud includere e metiere in collegamento eleftrico una

15 pluralita di fori guida di alloggiamento delle sonde di contatte del primo
grappo.

Ulteriormente, la porzione conduttiva pud comprendere una

porzione ortogonale che si estende almeno parzabmente allinterno dei

fori guida di alloggiamento delle sonde di contatto del primo gruppo.

20 : Secondo un altro aspetto ancora dellinvenzione, la testa di

misura pud comprendere distinte porzioni conduttive includenti distinte

pluralita di for1 guida di alloggiamento e collegate a distinti riferimenti

di tensione, sceltl tra riferimmenti di alimentazione ¢ di massa.
Ulteriormente, i supporto pud comprendere almeno una sede

25 di alloggiamento del condensatore di filfraggio, la porzione conduttiva
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sstendendost anche in cormispornudensa di tale sede di alloggiamento per
reallzzare ung connessione oon Palmenc un reofore ded condensators i

Rify in particolare, la sede di sllogglaments del condensators ¢
& {iltraggio piad estendersl nel supports per una dim e par ad una

pornspondents altesza ded condensatore di filtraggio,

-

Seconde un altro aspette delitovensions, I supporte pud

~ T

comprenders  una  prima pormone conduttiva  realizzats in

corsispondenza i una sua prima facca sd una &emna& porzione
ig condutiive realizzala in cornspondenza di una sua seconda ed opposta
faccia, o sede di allogglaments del condensatore di filtraggio essendo
realizsata nel supporte o mods da metiere I comunicaions la prives

seconds faeela, U condensa mrc i filtraggio avendo un recfUrd CONNL8’G

alla prims porzione mmia ftiva od un ulferiore recfore connesse alla

LAk

[
.
&

seconda porsione conduttiva, l prims ¢ seconds porsione conduttiva
gesendo conmesse a rispeitiv distint ridfevimenti i tensiong, sceltt tra

un riferimento di alimentazione & i mussa,

Lﬂt&rﬁ@rﬁ";ﬁ”t‘\; la prima porzione conduttive pud inchuders

almeno un prime foro guida di alloggiamento & una sonda di contatte

ot

20 del primo gruppe ¢ I *‘Bmﬁﬁda\ porziong conduttiva pud inchidere

aimene un seconde forn guida di alloggiamente 4 und ulinriore sonda
4t contatte del primo grupps, la prima porzicne conduttiva essendo

realizeata in mode tale da pnon contattars i seconde fore guida &

alloggiwmente essendn separata dallo stesso da un primoe diaframmec e
25 la szoonda porzione conduttiva essende realizzata in mode tale da non

w36

FormFactor Ex. 1002, p. 294
FormFactor v. Technoprobe
IPR2024-00933



fosds
£

TECOTEBLT ’ Ing. Barbars Peveart
Technoprobe S.p.A. {Isor. Albo n°833 B}

contattare § prime forn guida & alloggamento essendo separata dalle

3

stesso da un sccondo diaframms, el primo o seconde disfravama

\‘&i‘dﬂtﬁﬂﬁﬁ Fisolamento della sonda di condatto 214) ¢ delltilteriore
sends  di contatte dalla seconda = p-.z*iité@ porzione  condhatiiva,
ng‘g}&’ﬂt%a nenis,

Seconde un altro aspettoe dellinvengicns, U supports pud

comprenders almens una coppia & s:mci\,. plastriformt ¢ parallsle tra

Ey

loro, separate da una zons dady, clascuna di el guide essendo dotata

di una pluralitd di forl guide di alloggamento delle sonde di contatto del

prime gruppoe of woa corrispondente pluralitd & fond guida di passaggio

3

41 tali sonde i contatte, siascuna delle guide avendo almeno porzions
conduttiva includeniz alwens un foro guida & simpgmmmw dl una
sonda di contatte del primo gruppa.

Pilt in particolare, le parsioni conduttive delle guide possono
gssere separate dai ford puida di passaggio delle sonde di contatto da
diaframny che garantiscong Psclammenio delle sonde di contatie dadls
porsiond condutive, }

Ulteriprments, 1 fon guida & aiis:sggmmmm POSSGNO AvEre
rispettivi primi diametri, preferibilmente ugnall tra lore, ¢ inferior] a

rispettivi secondd dismetrl del ooy W&?BI&(&&‘*&&I fori guida 4t passaggie;

preferibiliente tuguall fra lore, con i tormine dinmetre intendendaost

una dimensione trasversale massima 4 tall ford puids, anche & forma

non circolare, In corvispondenza i una sexione Wasversaly
cornispondenza ¢ un planc definite dalle guide.

Inoltre, lo porziond conduttive possor ossere oollogate ad un

~ 11~
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distinto riferimente di tensione scelto tra un riferimento di massa ed un
riferimento di alimentazione.
Tall porzioni conduttive possono altresi essere realizzate su

corrispondenti facce delle guide,

5

Seconde un altro aspetto dellinvenzione, almeno und porzione
condutitiva pud inchadere e mette in collegamento elettrico una pluralita
di fori guida di alloggiamento delle sonde di contatto del primo gruppo.

Secondo un altro aspetto ancora dellinvenzione, una prima

wgu;;ia di tali guide pué FCG—Iﬁl’;preﬂ)déi:ﬁ. una sede di éli@ggiaménto del
10 condensatore di ﬁitraggi@, ‘la porzione conduttiva della prima guida
estendendosi anche in corrispondenza della sede di alloggiamento.

Ir; particolare, il condensatore di filtraggic pud essere inserito
nella sede di alloggiamento ed in appoggio sulla porzione conduttiva
della seconda gmda.

15 Secondo un altro aspetto dellinvenzione, la prima e seconda
guida possono cbmpremdere ulteriormente una phuralita di fori guida di

alloggiamento di sonde di contatto di un secondo gruppo di sonde i

contatto che trasportano segnali operativi, le porzioni conduttive delle
guide essendc separate dai fori guida di alloggiamento di sonde di
20 contatto del secondo gruppo da opportuni diaframmi che garantiscono
Visolamento delle sonde di contatto del seconde gruppoe dalle porziont
conduttive.

In particolare, le sonde di contatto del secondo gruppo
possono essere parzialmente rivestite mediante materiale isolante,

25 preferibilmente in una porzione in corrispondenza dei fori guida di
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alloggiamento.

Ulteriormente, le sonde di contatto del primo gruppo possono
essere  parzialments  rivestite mediante  materiale isolante,
preferibilmente in una porzione in corrispondenza dei fori guida di

5 DELSSAgEIO. | A

Secondo un altro aspetto dellinvenzione, il supporto pud

comprendere ulteriormente una guida intermedia inserita tra la coppia

di guide occupando la zona d’aria, tale guida intermedia essendo dotata

di una phuralita di fori guida di alloggiamento di sonde di contatio di un

10 secondo gruppoe di sande‘di contatto che trasportano segnali operativi

ed una corrispondente pluralita di fori guida di passaggio di sonde di

contatto del primo gruppo, la guida intermedia essendo in contatio
strisciante solamente con le sonde di contatto del secondo gruppo.

Piti in particolare, 1 fori guida di alloggiamento delle sonde di

15 contatto del secondo gruppo possono avere rispettivi primi diametri,

preferibiimente uguali tra loro, ¢ inferiori a rispettivi secondi diametri

dei cormspondent: fori gumida di passaggio, preferibilmente uguali tra

loro, con il termine diametro intendendost una dimensione trasversale

massima di detti fori guida, anche di forma non cirwlaré, i

20 corrispondenza di una sezione trasversale presa in corrispondenza di
un piano definito dalla guida intermedia.

Ulteriormente, la guida intermedia pud comprendere una

ulteriore sede d4i alloggiamento del condensatore di filtraggio, di

dimensioni analoghe ¢ posizionata in corrispondenza della sede di

25 alloggiamento realizzata nella prima guida della coppia di guide,

-13 -
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Secondo un altro aspetto dellinvenzione, il supporto & un
supporto inferiore di una coppia di supporti di allogglamento delle
sonde di contatto, cen inferiore intendendosi pia vicino ad um
dispositivo da testare integrato su wafer, il condensatore di filtraggio

5 essendo cosi posizienaté in prossimitad di punte di contatio delle sonde
di contatto atte ad andare in battuta su pad di contatte del dispositive
da testare,

Secondo un altro aspetto dellinvenzione, la testa di misura

puf) coniprendere una pluralitd di condensatori di filtraggio.

10 Inoitre, secondo un altro aspetto ancora dellinvenzione, la
porzione conduttiva pud estendersi sostanzialmente su tutto il supporto
e ricoprire una sua faccia, includendo e metiendo in collegamento un
primo gruppe di fori guida di alloggiamento di sonde di contatto del
primo gruppo, la porzione conduttiva comprendendo ulteriormente

15 rispettive aree non conduttive in corrispondenza di fori guida di

alloggiamento di sonde di contatte non appartenenti al primo gruppo.

Infine, secondo un ulteriore aspetto dellinvenszione, la testa di

rnisura pudé comprendere sonde di contatto parzialmente rivestite
mediante materigle isolante, preferibilmente in una porzione in
20 corrispondenza di fori guida inclusi in porzioni conduttive a cui tali
sonde di contatto non devone essere collegate elettricamente.

Le caratteristiche ed i vantéggi della testa di misura secondo
linvenzione risulterannc dalla descrizione, fatta qui di seguito, di un
suo esempio di realizzazione dato a titolo indicativo ¢ non limitativo con

25 riferimento ai disegni allegati.

- 14 -
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Breve descrizione dei disegni
In tali disegni:
- la Figura 1 mostra ‘schematicamente una scheda di
misura dotata di condensatori di filtraggio ed atta a supportare una
5 testa di misura a sonde verticali realizzata secondo la tecnica nota;
- la Figura 2A mostra schematicamente una festa di
misura a sonde verticali realizzata seconds la presente invenzione;

- le Figure 2B ¢ 2C mostrano schematicamente varianti di

realizzazione della testa di misura di Figura 24;
10 - le Figure 3A, 3B mostranc schematicamente una vista in
pianta di varianti di realizzazione di un supporto della testa di misura
delle Figure 24-2C;
- la PFigura 4 mostra schematicamente una ulteriore
variante di realizzazione di una testa di misura a sonde verticali
15 secondo la presente invenzione;
- le Figure 5A, 5B mostrano schema.tiéamente una vista in

pianta di un supporto della testa di misura di Figura 4;

- le Figure 6A-6C mostrano schematicamente ulteriori
varianti di realizzazione di una testa di misura a sonde verticali secondo
20 la presente invenzione; ¢

- la Figura 7 mostra schematicamente una vista in piants
di una variante di realizzazione del supporto della testa di misura di
Figura 4.

Descrizione dettasliata

25 Con riferimento a tali figure, ed in particolare alla Figura 2A,
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cory 20 & complessivamente indicata una festa di misura [probe head]
dotata una pluralita di sonde di contattc per il test di disposiﬁvi
eletfronmic, in particolare integrati su wafer.

E' opportuno notare che le figure rappresentano viste

“schematiche della testa di misura secondo Vinvenzione e non sono

5

disegnate in scala, ma sono invece disegnate in modo da enfatizzare le
caratteristiche importanti dell'invenzione.

Inoltre, 1 diversi aspetti dell'invenzione rappresentati a titolo

esemplificativo nelle figure sono ovviamente combinabili tra loro ed
10 intercambiabili da una forma di realizzazione ad un’altra,

In particolare, come illustrato in Figura 24, la testa di misura

20 comprende una pluralitd di sonde di contatto 21 di tipe verticale

alloggiate in modo scorrevele in un supporte 22, sostanzialmente una

scheda piaétriforme. Pi: in particolare, la testa di misura 20 illustrata

15 in Figura 2A comprende almeno un primo gruppo di sonde di contatto

destinate a trasportare segnali di alimentazione e di massa verso un

dispositivoe da testare 23, in particolare integrato su wafer. Per

semmplicita di illustrazione, nella Figura 2A viene mostrata solo una

sonda di contatto per ciascuna tipologia ed in particolare una sonda di

20 massa 21A ed una sonda di alimentazione 218.
Ogni sonda di contatte, in particolare la sonda di massa 21A> e
la sonda di alimentazione 21B illustrate, ha almenoc un’estremita o
punta di contatto, 24A ¢ 243, rispettivamente, che va in battuta su una
corrispondente piazzola o pad di contatto 23A, 23B del dispositive da

25 testare 23, cosi da effettuare il contatto meccanico ed elettrico fra i

- 16 -
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dispositivo ed una apparecchiatura di test (non tlustrataj.
Come visto in relazionc alla tecnica nota, ogmi sonda di
contatto pud altresi comprendere un'ulteriore estremitd o festa di
contatto atta ad andare in battuta su una corrispondente piazzola o pad
5 di contatto di una scheda di interfacciamento o space transformer,
secondo una confipurazione ben nota nel setiore ¢ non mostrata per
semplicita di illustrazione.

Le sonde di contatto di massa 21A e di alimentazione 21B

SOTO aﬂ.ﬁggia{é in modo scorrevole in i‘ispetfixri fori guida di
10 alloggiamento 25A, 258 realizzati nel supporto 22.

Come verrd descritto nel seguito, la testa di misura 20
comprende anche almeno un secondo gruppe di sonde di contatto,
destinate a trasportare segnali operativi, in particolare segnali di
ingresso/uscita tra Uapparecchiatura di test ed il dispositivo da testare

15 23,
E noto che la presenza di numerose sonde di contatto

destinate al trasporto di segnali di massa, cosl come al trasporto di

segnali di alimentazione, crea interferenze, causande guindi una
rumorosita nei segnali di ingresso/uscita utilijzzati per la verifica del
20 dispositivo da testare, il che limita le prestazioni in frequenza della testa
di misura.

Opportunamente, la testa di misura 20 & quindi dotata di
elementi di filtraggio, in particolare condensatori di filtraggio 30,
connessi a riferimenti di alimentazione di massa e di potenza.

25 Per ottimizzare Veffetto di filtraggio dei condensatori di

- 17 -
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Ritraggio 30 ¢ guindi ridurre al minimo le interferenze causate dalle
soruie 4 oontatte che trasportane 1 sepnall A massa ¢ d alimentazione,
F1A & 218, vantaggiosaments scconds la presente invenzione i
cotsiensator] di filtraggin 830 sono posizionati i pia possibile vickw :iffz

punte 4 contatte 244, 248 4 tall sonde, m particolare connessi ad

almeno una porzione condutiiva realizsata direttamente sul supports 22

bR
]

delle sonde, in particolare una porzione conduttiva superficlale. In una

forma preferita 4 realizeazions, la feste 4 misura 20 comprende una
¥ T

coppia di supportl per le sonde dif contaite, come desontio in relagione

alla teonica nota, o tale supporty 22 & un supporte inferiore, ovvern € un,

 supporto pesigionato in prossimitd del wafer comprendente i1 dispositivo

ia tesiare 2

e

11 supporto 28, in particolare un suo core plastriforme QEQ, &

realizzato in un matedale non conduttive, ad esempio in un materiale

ceramiioo guale nitruro 1 sioe, oppure W un materiale vetrose © a
base silicio, oppure In materiale poliammddics, oppurs in qualungue
altre materiale disleitrico adatto,

Vantaggiosaments secondo la presente nvenzione, nella forma
i realizzasione Hustrata dn Figura 84, U supporto 82 prosents almens
una porzone condutiiva 224 opportunaments realizeata sut un shmeno
una sua faccis Fa, ad esemmpio una sua faccla superiore con riferimento

alliustrasione di Figura. Tals porzione comdurtiva h essere realizeata

nella forma ad esempio 4t wne strato di metalliveasione depositato sal

supporte 22 « definite btolitfograficamente oppure tramite laser. noltes,
tale porzione conduitiva pud essers fatta in un qualsiast materale
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carudurtore, quale ad escrupiy metallico, In particolars scelio fra ragne,
are, argento, palladio, rodio & loro leghe, per oitarme alournd
f)gfs@ﬂi“ﬁlﬁ&ﬂiiml te, la porsione conduttiva 228 & realizzata in

mede da includere ddmeno un fore puada di allogginmentn &1 uns sonda

-

Y Al contatto, ad esemiplo wn foro puida di alloggiamentn 384 4 uns

k]

sonda di massa 214, pit prefertbimente uns pluraditd 4 ford paada e
alloggiamento,

3

In sostanza, la purglone cownsduttiva 328 ricoprs wnarea del

- supporte 23 che inchide piv fori guida 4 alloggiamente, in particolare
10 fori guida 8 allogglamento 234 delle sonde di runssa 2148, el ford guida
G allvggiamente 54 ssserado guirely messi in collegamento eletirvico fva
loro dalla porsione conduttive 224, che realizze cost un plane
sonduttive comune, i parteolare un Mane & masss comume, atte s
sollegare sleftricsonente § ford pida &1 alloggiamento 254 ¢ guindi ke

BN sonde di massa 314, tra loro ¢ ad un riferiments di massa GND.

La porsione conduttiva 22A& pud estendersi anche allinterno
dei fori guida di alloggiamento 258 delle sonde di massa 314, in

particolars preseutande anche una porzione ortogonale 224w che

riveste abmenc parsialments una parete interma df tall forl guida &

28 alloggiamentn 284, come moesirate i figurs. In 8l mode, d
collegarnento eletirico tm la sonda & masss 214 ¢ la porsione
conduttiva 224 ¢ realizeatn anche ramite un contatte strisclante tra &
sang ¢ la porzione ortogonake 288w che riveste la parete interng dei ford
guitda di alloggiamento 354 in oul ks sonda ¢ slloggiata.

25 Vanitzggiosamente  secondo  la presents nvendione, o
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corrispondenza di tale porzione conduttiva 22A & definita almeno una
porzicne di alloggiamento 33* per un condensatore di filtraggioc 30.

Pi in particolare, un tale condensatore di filtraggico 30

comprende un corpo, ad esempio di fipoe ceramico, ed una coppia di

5 reofori metallici disposti ai lati di tale corpo a realizzare le armature del

condensatore. In alternativa, ¢ altresi possibie wutilizzare un

condensatore a base silicio ¢ un altre tipo di condensatore discreto di

dimensioni adatte all’alloggiamento nella testa di misura 20.

Vantaggiosamente secondo la presente invenzione, almeno un

10 recforo 31 del condensatore di filtraggio 30 é connesso elettricamente

alla porzione céndutﬁva 224 del supporto 22 e quindi al riferimento di
massa GND,

Pitr in particolare, il condensatore di filtraggio 30 é alloggiato

in corrispondenza della porzione di alloggiamento 33* definita nella

15 porzone conduttiva 22A. Il condensatore di ﬁitraggio 30 ¢ in particolare

~appoggiato alla porzione conduttiva 224 in corrispondenza di tale

porzione di alloggiamento 33* Tale condensatore di filtraggio 30

presenta un ulteriore recoforo 32 opporfunamente connesso ad un
r’iférimenm di ahimentazione PWE.

20 Vantaggiosamente secondo la presente invenzione, i}
condensatore di filtraggic 30 & in collegamento elettrico con una
pluralita di fori guida di alloggiamento di rispettive sonde di contatto, in
particolare 1 fori guida di alloggiamento 25A delle sonde di massa 21A
inclusi nella e messi in contatto dalla porzione conduttiva 22A.

25 In tal modo il condensatore di filtraggio 30 é in grado di

- 30 -
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filtrare il rumeore per tutte le sonde di massa 21A connesse alla prima
porzione conduttiva 22A.
Si softolinea che il condensatore di filtraggic 30 &

dimensionate in modo da essere alloggiato allinternc della tfesta di

5

misura 20, in particolare appoggiato sul supporto 22, senza ostacolare
il corretto funzionamento della stessa ed in particolare lo scorrimento
delle sonde di contatto 21 nel rispettivi fori guida.

Pii in particolare, ¢ possibile utilizzare un condensatore di

fillraggio discretn, di forma sostanzialmente parallelepipeda, come *
10 attualmente in commercio, ad esempio avente lunghezza e profondita
comprese tra 0,1 mm e 0,4 mm, preferibilmente tra 0,125 mm ¢ 0,3 rom
e altezza compresa tra 0,2 mm ¢ 0,7 mum, preferibﬂmente tra 0,25 mm e
0,6 mm.
E’ ovviamente possibile realizzare la porzione conduttiva del
15 supporto 22 in collegamento elettrico con un riferimento di potenza
PWR, eventualmente comprendente una pluralitd di fori guida di
alloggiamento 25B di sonde di alimentazione 218. Anche in tal caso, il

condensatore di filtraggio 30 comprenderd un reoforo connesso

elettricamente a tale porzione conduttiva & guindi al riferimente di
20 potenza PWR ed un ulteriore recforo in collegamento elettrico con un
riferimento di massa GND.
‘Inoltre, é possibile realizzare neélla testa di misura 20 una
pluralita di condensatori di ﬁltraggié 30 connessi a rispettive porzioni
conduttive 22A realizzate sul supporto 20.

25 Secondo una variante di realizzazione Hlustrata

-21 -
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s\,m‘méi}csmfzrﬂtﬁ in Figura 28, 1 suppoerte 22 comprends almene una
prima od una see anda porsione conduttiva, J24 ¢ 328, vispettivaments,
opportuniamente realizzate su un almenoe una sus faccia Fa, ad esempic

una sua faccia superiors con riferimento allithastrazione & Figura,

o
b

Anche in tal oase, I8 porziond z;:ii}i‘}{i‘{;‘fﬁtﬁ?fﬁ RBA & 28R posson
casere realizeate nella forma ad esemplo & strati di metallizeazione
depositati sul supporis 28 ¢ successivamente {ofclitograficamente

deffifi ¢ possone essere fatle m wn gualsias malerisle condutiore,

guale ad esempio metallice, in particolare soslte fra FRIME, TG, argento,
10 gx&i&ad&a, rodic & lore leghe, per citarne alourd.

P in parteclare, § supperte 232 comprende almens una
nrisa porzione conduttiva 224 & sus volta inc:iudent@ almene un fore
itz 3 alloggismento 284 dt una sonda & massa Q1A ed ung secondds
porziong conduttiva 228, a suas volta includente almenc un foro guida

5 di alloggiamento 258 di una sonda & alimentamone 1R,
In una forma i realizzamione preferita, la prims porz TIONE
songuttiva 224 melude tna pluraliia & fori puads 43 alloggiamen *f 234

di una pluralitd & sonde i massa 214 ¢ 13 scconda porsione conduttiva

228 include ung pluralitd di ford guide di alloggiamento 238 i una

20 pluraiita & sonde di a\i nentaione 218,

>

In tad camo, I prima porzione conduttiva 224 ricopre un’area
del supports 22 che include piy forl puide & alloggiamente 28A delle
sonde 4 massa 1A, el fort guida di alloggiamento 354 essende guindi
messl in oollegaments eletivice tra Jore dalla prima porzione conduttive

25 2248, che realizza cosi N 1‘1::33}{'3 condulive comune, I particolare un
b &
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piano di massa comune, atto a collegare elettﬁcamente i fort guuda di

alloggiamento 25A e guindi le sonde di massa 21A, tra-loro ¢ ad un
riferimento di massa GND.

Analogamente, la seconda porzione conduttiva 228 ricopre

S un’area del supporte 22 che inchade pin fori guida di alloggiamento 258

delle sonde di alimentazione 218, tali fort guida di alloggiamento 25B

essendo cosl messi in collegamento elettrico tra loro dalla seconda

orzione conduttiva 228, che realizza cosi un piano conduttivo comune
? ’

inwparticcﬂafe un piano di alimentazione ;’:omune, -att(;' a c‘c:xﬂegare

10 elettricamente 1 fori guida di alloggiamento 258 ¢ quindi le sonde di
alimentazione 21B, tra loro ¢ ad un riferimento di alimentazione PWH.

In una variante di realizzazione, tutte le sonde di massa 21A o

di alimentazione 21B della testa @& misura 20 sono collegate

elettricamente tramite una stessa porzione conduttiva 22A, 22B. ¥

15 altresi possibile considerare il casc in cui distinte porzioni conduttive

22A efo 22B sono collegate a diversi riferimenti di massa efo

alimentazione.

Opportunamente, la prima porzione conduttiva 224 pud
estendersi anche allinterno dei fori guida di alloggiamento 235A delle
20 sonde di massa 21A, in particolare presentando anche una porzione
ortogonale 22Aw che riveste alimeno parzialinente una parefe interna di
tali fori guida di alloggiamento 25A. Analogamente, 1a seconda porzione
conduttiva 22B pud estendersi anche allinterno dei fori gwda di
alloggiamento 25B delle sonde di alimentazione 21B, in particolare

25 presentando anche una porzione ortogonale 22Bw che riveste almeno

- 923 -
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pargiadments una parete interna di tall ot puida & allogmamento 288,
in tal mode,  collegamento slelirice tra le sonde &1 maszsa & o &

~

dimentagione 31B & la rispettiva }'30'(‘“"16&{ condutiiva. 284, WR &

f&

realizzate anche tramite un contatio &h‘}sm& de tra Hoesse e ia
5 rispetiive porzione ortogonaie 224w ¢ 2288w ¢he rivests la parels interna
dei fort guida & alloggiamento 384, 388 m aul I sonde sone alloggate.

Bi sottolines tuttavia c¢he, anche nel caso i ol i pormont

conduttive 224, 23R non rivestanc wna tale parete interna del forl guida

284, 38R, il contatto sletivico & cumungue gavantite dalle spessore della

10 porzions  conduttiva 224, 228 stessa, realiewets  anche  solo

superficialmentes sul supporte 22 su ol ke sonde it massa Q1A ¢ ol
slimentagione  21B  ocomungue  strisclann  durante i1 normale
flmﬁmmﬁ;zmmm della testa & misura 20, in parboclars in ccoasione del
contatio preweente delle loro pume di contatto 244, 24B sui pad 4t

contatio 234, 298 del dispositive da testare 23

P2
in

Vantoggivsamente seconde Ia prosexite invenzionsg, & tests &
misura 20 comprende inoltre almeno un condensators & fltreggio 30

avente vigpettivi reofori 31, 32 connessi ad una rspetiiva porzions

conduttiva RZA, 228 del supporto 28 ¢ quindi in collegamento eletirico
i

20 con i riferimenti di rmassa od alimentasione.
i in particolars, 1 condensatore & Silfraggio 30 & alloggiain
in corrispondenza & una porsions A allogpiaments 33 definita sul
supporto 22 in mode da consentire § collegamento di un reofore 31 alla
prima porsions vondutbive 324 o guindl al riferimente 4 massa OND od
25 di un ulteriore recdors 32 alla seconda persione conduttive 248 ¢ quindd
A
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al riferimento dj alimentazione PWR.

Opportunamente, nel cafs@ di porzioni conduttive 22A, 22B
che includono una pluralita di fori guida 25A, 25B che alloggiano una
pluralitd di sonde di massa 21A e di alimentazione 21B, il condensatore

di filtraggio 30 é in grado di filtrare il rumore per tutte iali sonde di

o}l

massa 21A e alimentazione 218 connesse alla prima ed alla seconda
porzione conduttiva 224, 22B. E’ cosl possibile utilizzare un gumero

minore di condensatori e distribuirli pili facilmente sul supporte 22;

" inoltre, si sottolinea che tali condensatori di filtraggio 30 sono realizzati

i0 in prossimitd delle punte di contatto 244, 248 delle sonde di contatto

21A e 21B, tale supporto 22 essendo opportunamente un supporto
inferiore della testa di misura 20.

Secondo una ulteriore variante di realizzazione della testa di

misura 20, il supporto 22 comprende una sede di alloggiamento 33 per

15 i condensatore di fOlraggic 30 ricavata nel suo corpo 22C, Céme

schematicamente illustrato in Figura 2C. In tal caso, la prima porzione

cenduttiva 224 e la seconds porzione conduttiva 228 si estendono

anche allinterno di tale sede di alloggiamento 33 per realizzare il

collegamento con i reofori 31 e 32 del condensatore di filtraggio 30.

20 Opportunamente, la sede di alloggiamento 33 si estende nel
supporto 22 per una prima dimensione HI pari al 20-80% di uno
spessore totale Sp del supporto 22, In una feima - preferita di
realizzazione, la prima dimensione H1 ha un valore compreso tra 100
um ¢ 300 pm, pid preferibilmente pari a 200 um wmentre lo spessore

25 totale Sp del supporto 22 ha un valore compreso tra 400 pm e 600 um,
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pit preferibilmente part & 500 um.

ra

Coportunamente, lu sede di alloggiamento 33 sl cstende nsl
supporta 23 per ung dimenm e almene ugusie ad una cornspondente
dimensione del condensatore & fltraggio 30 in ossa allogpiate, cosi che

& tale condensators non sporga napetio al supporto 22, in particolare
dalla sus facois superinre Fa,

B sottolinea ¢he la prima pomzione conduttiva 224 ¢ I

secorsia porzions cond uttiva 22R rivestone oomunge selaments una

) p@mi{&m superficiale del supporta 82, in particolare sole una parts sdelia
10 sua faccis superiors Fa, don estendendost per tutts Parea di tale
supporte, come zéa‘iwmatis:@m&nm dhustrate in Flgura 3A. Questo

permetie § posisionamenta ¢ Visclamento delle sonde rj contatio per i

ES

trasporte dei segnall di ingresso/uscita, in particolare in aves dsl

Py

s"‘z

upporte 22 non rivestite dalle porslont condutiive, come sard spiegato
15 nel seguite.
Pt in partioolare, la Figura A mostra uns vista in ‘g;‘“ anta del

supporte 22, in particolare dells sua faccia Fa, in ol la prima porsior

conduttiva 224 mciude ¢ melte n collegamente eletinice una pluralita
di forl pudda 28A che slivgglane uns pharaditd & sonde di masea 214 od
20 ana seconds porsione oconcluiitva 2088, o gquale include mette n
collegamentn eletinive una plaralitd di forl gida 25R, che allogg dann
una ploraiitd & sonde di alimentasione 218, ed & separata Ssioamente
ed elettronicamente dalla prima porsione conduttiva ’"?“& da almen

un’arsa A del supports 22, realissato in materiale non conduttive, dove

25 & possibile realizsare ulteriodd forl guids 25C per lallogpamento 4

]
o
o

4
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sonde di oontatte atte a frasporiare segnall di ingresso/uscita. La prima
porzione conduttiva 224 & in guesto caso conmessa ad un riferimento &

masss GND mentre Ia secondo porzione conduttive 38 & connessa ad
un riferimento & alimentaznione FWR.
& Come gid mndica tc:. siad ia prima porsione conduttiva 224 sia la

seopnda porzione corndduttiva 238 rivestono sclatmends uns *mrzmr‘r?

P

superfioiale el supporto 22, in partcolars solo ung porzione della sua

faccin Fa, avendo un'ares inferiore ad un’area complessiva di tale faccia

Fa, In tal modo, i supporte 22 ton & dvestite interamente dalle porgond

10 congduttve 228 ¢ 32B, od & scompre presents almenc unares non
condutiiva A che separa tall porziom G{?I};C"jutti‘@‘ﬁ g dove & possibile

i fort puida 2580 che alloggiane sonde di contatte di trasporto

41 segnall di tgresso/uscita, indicats anche come soende di segnale

E oveiaments possibile realizzare solamente upa porsiong

ot
=

condiitiva 32% o 228 sulla fsecia Fa del supporto 22 oppure un
mymerd magpors df due di porzion condutlive includentl rispettive
pluralitd & forl guida, che ristltano vosd messt in contalte ek‘mzc@ dalle

rispetiive porzioni condutiive. Analogamente, ¢ possibile realizeare le

vorsiond conduttive in modo da comprenders tutte Is sonde & contatin

20 4wy certo tipo, ad *Se‘ntgpic& una porsione conduttiva che inchida tatie
fe sonds &1 massa 314,

Allornativaments, o unulteriore forma & realizzazione della

presents invenzione, una porzione conduttiva ricoprs interamments d

-sm#;spcirf:.@_ 28 ¢ mohude ¢ metie in collegamento fori pidda a

25 . alislicggiamento di sonde di contatto diun certo fipo, ad esempio sonde
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di roassa, ad coregione di opporfurnie ares in cul sono veslizzafl ford
gudda attl allalloggiamento & sonde di contatio & altyon tipe, ad ssempio
sonde 4 allmentazions o sonde di segnade. In sostanza, &l ares sono

3

ricavate per rimozions della porgione conduliva di copertura del

5 supporte 22 e sona guindi aree noen conduttive.
in particolare, come lustrato schematicamente in Higura 38,
la prima porgone conduttiva 224 ricopre inferamente la faccia Fa del

supporte 22, ad eccezione di rispettive aree twon conduttive AL ¢ AR i

ot sone realizzadi § forl guida 258 ¢ 250 M alloggiamento delle sonde &

0 alimentazione 218 ¢ delle sonde i segnule, rispettivamente, Coms in

%
hge

prevedenza, la prima porgions cenduattiva 224 ¢ guind! collegata ad un
riferimento di omasss GND. EY inoltre  possibile  reabamare, in
corrvispondensa i unarea non cenduttiva AZ, una scconda porzieng

conduttiva QLR che melude o meltle i contatio ford gaids 288 &

ot

allogglamente delle sonde di alimentazione 218, tale seconda povsione
condigttiva 228 essendo collegata ad 1w riferimento di alimentagions
PFWR

S1 sottolinien che le aree non conduttive possons anche ossere

e
%
fovert
frd
i

forma & une phaslitd & aves distinge, cisscuna reslizzata
20 solaments in corrispondenza & un foro guida che si desidera isolare
eletinicaments,
Seconde una vanante di  realissazione, schermsticsanente
Hlustrata in Figura 4, la prima porsione condittiva 8248 ¢ realizzata in
corsispondesnza di una prima faccia Pa del supports 82, i particolar

2 una faccla superiors secondo i riferimento locale della figurs, menire la
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seconda porzione condurtuve 238 & reslizzara in cornspondenza i una
seconda ed opposta fancla “F*?:s del supporte 22, in particolave una faccia
inferiore secondo il v fmzmmﬂ: iocale della Sgurs.

COpportunamentes, i supporto d2 comprende i tal ossc una

-
oF

sede 4 alloggiamento 33 del condensators i i wa,;;gm 30 che si estende

T
1A

hings tulle o spessore 8Sp del supporte 22 cost da metters in
P .E : > Rodh
comunicazione & oppeste facoe Fa, Fb del supporto 28 stesso,

consentends in partioolars un alloggamerdo del condensatore di

filtraggio 30 in vertic smpre considerande 8§ riferimente lovale dellg
1¢ Figura 4. In =l oase, la sede i alloggiamento 33 del condensatore i

a

filtraggio 30 presenta vns seconds dimensions HZ sostanaialments part
allo spessore 8p dol supporte 2. B cost posaibile alloggiare in tals sede
41 alloggiamento 33 un condensators di fltraggio 30 avente una

corrispendente  dimensione  sostanzialmente uguale alla  seconda

1%

diraensione HZ della sede & alloggiamento 38 oppure avente una
dimensione inferiore a3 tale seconwde dimensionpe HE, un opportimo
materiale di rempimento concuttive, quale una pasta conduttivg,

.,-

esserglo wlilizzato per collegare tale condensatores di fltragpio 3¢ alls

prima o alla seconda porzions corsduttivg 284, 228,
2 Pif in particolars, come nelifesempio ilustrate in Figura 4,

supporty 22 comprende la prima porzione conduttiva 2248 realizzata

sulla prima faccis Fa del suppoerto @2 In mwdo da comprenders atichs

uns porzions ortogonshe 238w che st esterpls allinterno del fort gda @

alloggiamenta 234 di sonde di massa 214, cosl connesse trx lovo ¢ a
25 un riferimento & massa GND ¢ la scconda porzions conduttiva 228
s
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realizzata sulla scoonda faccia FL o del supporte 22 in mode da

comprenders anche uns porzione ortogonsle 228w cohe s estende
allinterne del fort pudda & alloggiamento 258 di sonde i alimentazionse
21B, cost connesse e lore ¢ wd un viferimente di alimentazions PWR,
5 Tali prims o seconda porzicne condutiiva 224, U2R & estewdono awshs
in corrspondenea della sede Al alloggtaments 33 del condensatore di
fitraggin 30, in particolare in contatio con rispetiivi reofori 31 & 32 dello

SlasRa,

Inclire, opportunamente, o prima porzicoe conduitiva 234 €

10 realizzata sulla prima faccia Fa in modo tale da non contattars 1 ford

gudda 258 & alloggiamento delle zonde 41 alimentagione 2B, piy n

particolare in modp da cszere separata da tall ford guids 258 da un

primo diaframma Df1, in particolars svenie dimension! maggiad dt 8

pm. Analogaments, la seconda porzions conduttiva Z2B & realissata
i8 sulla seconda faccia Fb I modo talke da non condatitare § forl guids 284
di alloggiamento delle sonds & massa 218, pin in particolars in mode
ia essers separata da tall fort guida 884 da un ssconde disfmmma DR

avente dimensiont analoghe al primoe diaframma DY, ed in particolare

averte dimensiond maggiont 41 § po

26 I una forma preferite d realizsazicne, come  dhastrato
schematicamente nelle Figure 348 ¢ BB, 1 supporte 22 & realimato w
modo da comprendere la prima porziens conduttive 284 che ricopre

fferamsente 8 prima faccia Fa del supporin 22, ad eceezions &

rigpettive aree non conduttive A1 2 AQ in oul sone realizzati § ford gida

o]
L
b
1]
53
Fas
%
[#3]
£
el
s

siamento delle sotpde i alimentaziones 218 & delle
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sonde & segnale, rispetiivarsente od una seconda porgone condutbiva
23R che ricopre inderaments & seconda facoia Fb del supporto 28, ad

o

cccesione & rispettive ares non condutiive B1 ¢ BR in cul sono realizzati

1 for guida 2848 ¢ 380 di allogmamento delle zonde di masss 214 ¢ delle
5 sonds 4 segnals, rispettivarpente. La pﬂm“ poarsione conduttiva 324 &
guindi collegata ad un riferimento di massa OND mentee 8 seconda

porsione conduttiva 228 ¢ collegata ad un riferimento 4 allmentazione

PWR.
Secondo una varlante  preferits dl realizzasione,
10 schematicamente Wustrata in Figurs 63, i supporte 22 comprerds ung
:czpm’i di gunde, plastriforng ¢ parallele tra lore, in particelare una

&
prima guida o guida inferiore 236 sd e seconda guila o guida
superiore 27, 1 terminl inferiore ¢ supenore ecssendo utiliszati con
riferiments alla rappresentasione iIn Figura, la gwide supericere 37

18 sxsende pit distante dal dispogitive da testare 23 rispetio &J& puda

B
o

il supporto &2 ¢

in particolare realizzalo in modo che la coppia

di guide superiore 27 ed infertore 26 sianw separate da una zona dians

34 avente una altessa HI pard al 10-90% delle spessore fotale Sp del
20 supporto 22 nel suo complesse, Inteso In guesta forma i realizzagione

come Vassieme della coppia i guide superiore ¢ Inferiors, 237 o 26, ¢
della zone Qarla 34, In una forma preferita A realizsazions, Paltpeza H3
della zona daria 3¢ ha wn o walore compreso tra 80 um o 00 uhy pif

preferibiimente pari a 850 g mentre o spessore totale Sp del supporte

28 23 ha un valore compreso tra 750 pm e 1250 wm, pit peeferibiimente
31 -
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. .
7
i

par a 800 um. Le guide mmmmme« e inferiore, 27 ¢ 26, hanno rispettiv
spessort Spl, Spd con valore compress tra 80 pm e 300 wem, iy
preferibilments pary a 250 jm.

Tall gudde superiore o inferore, 27 & 26, compprendone

&n

Clasvung un core plastriforme n oul sonw realizeats Hepetitve pluralitd
&l fort guida per 4 passaggie o Palloggiamento in mode scorrevole delle

o

sonde di masss 2]

.}"

A e di alimentasione 218, P in particolare,

m

heilesempio dato a titele Hlustrative © non limilative nella Figura 64, Ia

guida inferiore 2% comprende wn core plastriforme 260 In owd ¢

10

realizzaty alimene uns prima pluralitd di food guida 384 & passagsio

delle sonde di massa 214 ed uns seconda phurslita & for! gunda 288 &

alloggiamento delle sonde di shmentazicne 218 Anslogamente, & guida
L Xl Lp- Y

Supir wore 27 ”{?Inp;i‘ﬁﬂx un ‘;33&‘3‘(1“1{»3?‘?)@ 27C In ot & T'Cc‘?tii sata

almmeno una prima pharalitd & ford guida 294 & alloggiamento dells

bl
fi3

(#5]

sonde di massa 218 od una seconda pluraltd o forn puuda 398 &
passaggio delle sonde & a&m&ma sone 218,
Opporhuramente, 1 for guida 294 ¢ 288 i alloggiasmente delle

sonde i massa 214 e di slmentazions 218 hanno rispettivi dlametr

D14 e DIB con valor! compresi tva 20 e ¢ 70 um, preferibilmente tra

20 30 pm e 40 prm, mentrs § ford guida S8R & 28A di passaggin dedle sonde
di massa 3148 e ,ahrr}w dazione 218 hanno rigp attw Slameirt D2A ¢

D28, maggiort del diametn: DIA ¢ RE, rispotiivaments; ¢ in particolare

L &
con valor compresl tra 40 gm o 100 pm, profenbilmente tra 40 wm e 7O
s, Conc il ermine dismetro 8 ntende uns dimensione  trasversale

o~

massima di il ford gpuida, anche 4 forma non olreolare, in

Fose
o
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corrispondenza  di  una sezione irasversale dei fori presa in

corrispondenza di un piano definito dalle guide. Preferibilmente, i

diametri D1A e DIB dei fori guida 29A e 28B di alloggiamento sono

sostanzialmente uguali tra loro; anaiégamentey come i diametri D2A e

5 D2B dei fori guida 28A e 29B di passaggio sono sostanzialmente uguali
ra loro.

Per semplicita di esposizione, si parlera nel seguito di fori

guida di alloggiamente, in particolare i fori guida 29A e 28B, e di fori

guida di passaggié, in particolare 1 fori guida 298 e 28A.

10 . Si sottolinea che il dimensionamento dei fori guida di
alloggiamento e di passaggio garantisce che Oghi sonda di. contatio 21
sia in contatto con una solz porzione conduttiva realizzata su una
guida, come nei precedenti esempi di realizzazione.

Le guide superiore e inferiore, 27 e 26, in particolare 1 loro

15 core piastriformi 27C = 26C, sono realizzati in un materiale non

conduttivo, ad esempio in un materiale ceramico guale nitruroe di silicio,

oppure in un materiale vetroso o a base silicic, oppure in materiale

poliammidico, oppure in quahingue altro materiale dielettrico adatto.

Ulteriormente, la guida superiore 27 ¢ la guida inferiore 26

20 presentanb rispettive porzioni conduttive, realizzate su almenc una
faccia di tali gu,ide,_ ad esempic una rispettiva faccia superiore sempre

con riferimente allillustrazione di Figura 6A; le porzioni conduttive
possono essere realizzate, ad esempio, nella forma di metallizzazioni
opportunamente depositate ¢ definite fotolitograficarnente o mediante

25 laser. Tali porzioni condutitive possono essere fatte in un gualsiasi
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materiale conduttore, guale ad esempio metallico, i particolare scelto

tra rame, oro, argento, palladio, rbdia e loro leghe, per citarne alcuni.
Pih in particelare, la guida superiore 27 comprende almenco
una prima porzione conduttiva 27A che include ¢ mette in collegamento
5 i fori guida 29A di alloggiamento dele sonde di massa 21A, che
risultano in tal modo connesse tra loro ¢ ad un riferimento di massa
GND; in sostanza, la prima porzione conduttiva 27A realizza un piano

conduttivo comune, in particolare un piano di massa comune afto a

collegare elettricamente i fort guida 294 e quindi le sonde di massa 21A.
10 Analogamente, la guida inferiore 26 comprende almeno una
seconda porzione conduttiva 26A che include e mette in collegamento i
fori guida 28B di alloggiamento delle sonde di alimentazione 21B, che
risultano in tal modo connesse tra loro e ad un riferimente
alimen‘r:a;ﬁi.one PWR,; anche in ial caso, la seconda porzione conduttiva
15 264 realizza cosl un plano conduttive comune, in particolare un pilano
di alimentazione comune atfo a collegare elettricamente 1 fori guida 288
e quindi le sonde di alimentazione 218,

Si sottolinea nuovamente che, grazie al dimensionamento dei

fori guada di alloggiamento e di passaggio, la sonda di massa 21A é in
2C contatto solo con la prima porzione conduttiva 27A realizzata sulla
guida superiore 27 ¢ la sonda di alimentazione 21B ¢é in contatto
solamente con la seconda porzione conduttiva 26A realizzata sulla

guida inferiore 26.
Inoltre, le porzioni conduttive 27A e 26A sono realizzate sulle

25 rispettive guide 27 ¢ 26 in modo tale da non contattare 1 fori guida 298

- 34 -
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e 28A di allopgiamento delle sonde di alimentasione 218 ¢ di massa
214, rispettivamente, pit in particolars in modo da essere separate da
tadh ford guids 298, 28A du nigpettivt diaframmg Dinl, DiR, Dibl, DG,

aventt in particolare dimension] maggort di 8 um

& B alresl possibile utilizzare sonde & contatito J1A e 218

%

aslmene parsabmente isolate, ad ssemple mediante rivestimeento i an
materiale isclante, n particolwre In una porzione delle stosse in

nit»i}fifi&}'}m‘}{‘iﬁmﬁa del fori guada 3 passaggio 284 e 8B, ool da evimars

collegamenti elettricl indesiderati tra tall sonde 4 contatto 21A & 218 e
10 le porzioni conduttive 27A s 204, rispettivamente, In @l saso, la

presenza di diaframayt fra una porzione conduttiva ed § fort gudda ohe
non deve metiers in contallo potrebbe non essere necessaria,
In una fonna i realizgagione, tutte le sonde di massa 21A o &i
alurientaziove 218  della testa i mdsura 20 sonoe  collegate
15 sletfricaments iramile una stesss porgione condutiiva S7TA, 28A:
alternativa, solaments una parte Al sondde 4 massa 214 o
alimentasione 218 possonc essere eollegate alla prima ¢ alla seconda

s

porzione conduttiva 274, 264, rispettivaments., B inoltre possilile

considerars {§ casp in ow distinte pome porzived condultive 3TA e/fo
20 ::iistiz‘zte soconde porsiond condultive 3854 sono collegate a distinf

riferimentl i massa of o alimentasions,
Anche in questa forma & realispazione, sia la prima porzious
conduttiva 27A della puida supertors 27 sz la seconda porzione

conduttiva 2864 delle guida inferiors 26 ovestono solaments una

A porzione superiiciale di tall guide, in particolare solo una povzions delle
- 45 -
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rspettive acce superior], non estendendost per tatta Farsa di tall guide.

Questo permette I posizionamento ¢ Msclamente delle sorde & contato
per i trasposto ded segnall 4 ingressoy/ Lz:scsta, it aree del supporte 22, in
particolare delle sur puide 28 e 27, non rivestite dalle porsiond

5 conduitive,
Ultertormente, #  supporte 22 comprende  almene  un

condensatore & 8itraggio 30 slleggiato in una sede & alloggiamento in

gsso sond realizeata o monian in condigurazione verbicale In modo da

sontattare In prima porsione conduttiva J7A dells gmd‘m supericore 27 o
10 la seconda porzione  condultiva 26/ delle gm@a inderiore 35,

rispoeiitvamente,
Nedla forma 4 realineasione dlustrats in quz‘:: &A, i supports

22 comprende un primo od wn secondu g:ﬁmimm:ﬁtm‘& i fliraggio 304 ¢

308 alloggiatt in vispettive sedi di allogglamenio u&. e 3B, P an

I8 particolare, lo sedl & alloggiamerdo 334 ¢ 33B song realizzate nel core

R7C della guida superiors 27 ¢ | condensatori & filtraggio 304, 308
sone alloggiatl i mode da appoggisre oon uno del lors reofort sulla

seconds. porsions  condutiiva 264 della guida  indeviore 26, In

o

corrispondenza di rispeitive porziond i alloggiamento 334Y ¢ 338, wn

<3
-

ulteriors reeforo essendo In contatto con la prima porzione condutfiva
RTA della puida supeyiors 27,

{nn una forma & realizgasions, Al sedi o sllogpiamento 334,
33 sonn dimengionate in medo da alloggiare condensatont discreit

disponibil in commercie ed ccoupane unfarea approssimativaments

$ Pty

PAS quadrata in cortispondenza delle guide superiore 27 ¢ inferiors 268, in
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pariicalare & lato compress tra §,1 mm ¢ 08 mum, preferibilments tra

>

P o T
3,135 om & 8,3 mumn.

<

paees

La somma dellaitezze delle sedi df alloggiomente 384, 338,
corrispondents allo spessore della puuds superiore. 27, o dellaltezza

clla zons dara 34 preferibibmentes & uguale alls corrispondents

3

 dimensione K2 dei condensatori i filtrageio 30A, 30B che iit'?‘«;z{}n@

trd

sssere alloggiat] tra le guide, od ha un valore compreso tra 0,2 mm e 0.7

3

wm, preferibilmente tra 0,25 mum ¢ 0.6 mm. In tal mode, { condensatord

Tl filmapgie 30A, 308, o appopgie sulla gwids inferiore 26, non
10 sporgone dalla faccis superiore della puuds supstiors 27,

S/

In una forma preferita di realissasions, la prima o I seconsda

porzione conduttiva YA, 284 comprendone anche una  porzion

&

privgonale 274w, 20Aw che riveste slmeno pamdialmente una parete

P

mterna del forn guida 284, 2BR 4 aﬁog{g amento delle sonde 41 massa

15 2148 ¢ delle sonde & alimentasione 318, rizpattivamente. In tal modo, &

collemamento sleftrico tra o sonde di massa 214 e di alimentazions 21B

rigpeitiva prims o seconda porsione conduttiva 378, 264 &

fress
5

£

realizzato ramite un contatie strisciante fea 4 csse & 1o pordone

ortogonale 7Aw, IBAw della corrispondente porzione conduttive 874,

20 264 che vicopre le paretl del ford ginda 38A, 388 In cud e sonde sono
allopgiate.

S sottolinea  futtavia che, anche nel case &l porgiond

conduttive 27A, 204 ohe non rivest mm unia tale parets nterna del fon

guida 204, ¥BH, i contatte & commungue garantite dalle spessore i tall
28 porzient conduitive su cwt le rispettive &mzdz: di contatto comurie
-7 ~
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strisciane i pocasicne del lore mowimento durante e operagiond &

34

testing elffettuate mediante ia festa Al misurs 20,
T v o .-‘. e 3 i < ,'“ e, \‘3- - ~ oy i 2{3 o v -~
Come gid indicatn, g ftesta it misurs 20 comprende

wsualmenge anche uiteriort sonde 4 contatto, in porticolares sonde

L
o
o
5
@
i
.
%
o
o
-

a irasporiave segnall operativi, in partcolare segnall i
ingresso/uscita tra Pappar m‘chm wra db fest e i dispositive da testare
23, indicste gnche come sonde & segnale. Neght ssempt delle Figure 68

o 6C & Wustrata a titoloe i epernpio una sola di queste sonde, Indicats

nel seguito nome sonda & segnale 210,

10 In tal caso, come nellesemplo & Hlustrate in Figura 68, la
guida superiors 27 ¢ la guida infeniore 26 somprendono rispettivi o
guida i alloggiamenio 28C ¢ 2RO 4 el sonde df segnale Efm~ seenti

rigpettivi diametl DIC con valorl analoght al valord del diametri DA,

D10 det ford guida 204 ¢ 288 di alloggiaments delle sonde & masss 214

b

v >

di alimentazione 2B ed in particolare con valonl comprest tra 20 &

PN
L3t
%
[l

TO pm, preferibilmente tra 30 pm ¢ 40 pm Inolive, come in precedenssa,

la prima o la seconds porzicns conduttiva 274, R6A sone realizzate sulla

guida superiore 27 ¢ sulla guadn inferiore 26, rispettivaments, in wmodn
da essere separate da teli fori guide & alloggiaments 308C, 280 delle

P

da opportunt =§amr¢mkmzi fol, DieR, i partivolare

E’ alirest possibile utilizzare sonde di segnale 210 abmeno
parziaddments isolate, ad csempio mediante rivestimento In un materiale

isolante, in pacticolare i una porsiooe delle atesse in gornsporsienza

b
B

del forl guida O alloggiaments 28C, 38C, cosi da evitare collegamenti
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gleliriol indesidersti tra tall sonde & segnale 210 ¢k povziont
conduttive ITA ¢ Z6A, rispeftivamente. Int tal caso, I8 presenza i
disgframend tra una porgions conduttivea ed { fort guida & passaggin
potrebbe non essere necessaria, .

In una varlante di resbizzazione lusivata in Figura 68,

7%

suppoerte 28 pud comprerpiere aliresd una guide intermedia 3§, userita
tra ia guids superiors 37 ¢ la puads infenore 36, o preferihidmente in
cottatiy con ssse. In sestansy, la gulds intermedia 35 pooupa la zons

.

davia 34 tra lo puande slpeniore 237 od inferiore 88, In partionlare, nella

3Q guided Intsrmedia 35 sono resbizzate una prima pluralitd 4 ford guida

364 di passaggo delle sonde di massa 214, una seconda pluralita o

forl puids 368 4 pa%&&gm delle sonde i alimentazione 2IR od una
terzs pharaiitd & forf guida 360 4 alloggiamente delle somde di segnale

2IC, Saranng ulienorments previste corrispondentt plaralits 48 ford

b

£ord
(97

gudda. 293, 28*C di passaggin delle sorde di sognale 21C realizzate

el

nella guida superiore 27 e nella guids infetiore 28, rispetiivaments.
Come in precedenes, 1 fort guida 36C di allogglamento delle

sonda di contatio 21 hanno diametr DIC con valort analoghi al valori

1odimetr: DA, DIC del for puida 294 = 288 4 allogglamento delle
20 gonde & massa 214 o di altmentasions 318 of in partivolars con valord
comprest tra 30 wm e 70 o, preferibilmente tra 30 om0 40w, mentre

i fori puida 354, 358 dt passaggiv delle sonde 4 massa 814 &

slinentazione 218 haanoe cispetiivi diametri D24 o DEB, meapgiort det

dtagnetrs DIA, DIB ¢ DIC, ¢ in particolare con valort cotapresi tra 40

25 un e 100 am, preferibimente tra 40 pm e 70 wm. Whterlormende, 1 fort
2 R, ] IR §
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guida 28%C, 28 di passaggie delle sonde di seg 218 realizeat

reella

)
"é

yda superiore 27 ¢ nells gunda inferiore 26, rispettivamente,
hanno digmetn D20 sostansialmente uguall tra lorp od al dametrt DEA

D28 degl altrd fori guida 4 passaggio realizzat nelle guide superiore

o Fpay
3 &3

= inferiore 26, in particolare con valor comprest tra 40 ym ¢ 100 wn,
preferibhidmente tra 40 po g 7O g
Come in z) eoedenza, tale dimensionammenty del for guida &

sloggiamento © di passagsiy garantisce ¢he solo le soride 3 masss 21A

£ i sonds ol aii::zmxta&:iﬁn& 218 slano In contatto con una porzions
10 conduttiva realizzata su ung rlepettiva guida, le sonde 4 segnale 21C
sasends  In cuntatio solaments  con  la gi,}\id intermedia 35,
spportunaments ealizzata v un matenale non coundurtive, ad esempiv
nun mww\sﬁe ceramico guale nitrure di silicie, oppiire o un materiale
vetross © & base silivio, oppure in materiale poliammidico, oppurs wn

15 gualprepie altro materiale delettrico adatto.
In tal mode, le sonds di segnale 210 nisullane lsolate rispetto
& riferimentts 41 albimentazions © masss, 1 contalte st f::;.? nie solo con

fa pulds intenpedia 35 che non viene dotats & glouns porzione

conduttiva,
20 Come 1 precedenza, la pudda superiore 27 ¢ g guida inferiore

26 present ars vispettive porziond conduttive, realizzate st un abmsno
una o g tall guide, ad essmpo una rispeitiva faccia superiore, atle
a realizzare U contatto pon i condensatort di Sltrsggio 308, 30R, coms

spiegato in relazione alla Figura 64,

)
a7

oltre, nella gulda ntermedia 35 suno realiszate rispettive
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glteriort sedi & allogpisonents 37& ¢ 378 &1 el condensatont i
filtraggio 3CA, 308, 4 dimensionl analoghs alle ¢ posizionats in

PR )

corrispondenzy delle sedi di gimgg;m'mz to 33A e 338 predisposte nella

guida superiors 27, In particolare, la somma dellsltezza delle gedi &
% alloggiamente 334, 38R e delle ulievion sedi &b alloggiamento 374 ¢
37R, corrispondente alla sonuma & uno spessors 8Bpl dells guida

i
[9:2]
]
ips

superiore 27 ¢ di une spessore Sp3 della puida intermed:

preferibilments dguale  alls  corrispondente dimensione HR2 del

condsnsator] df Blivaggio 304, 30B che devono essere allogmiati tra le

10 puide, sd ha un valore coruprese tra 250 g e 00 pm, preferibilmente
4 }u pree In el mede, 1 condensatont di fltraggio 304, 308, in sppoggic

sulla guide inferiore 26, non spergono ds Ha faocis superiore della guida
“ .AI \ SN ,J'?,‘i‘}
superiors 37

Come Ix precedenza, 1 ocondensatori & fliraggie 304, BQB

parbicolare i appogeie sulla guide  inden

Yoot
w
i
o
3
%
5

corrispondenza i rispettive porzien: di alloggiamente 38A%, 338

realizzate sulla seconda porsione conduitiva 264, rispettivamente.

La gukda inferiore 26 'i*ia o sua volta une spessore 8p2 con

valore comprese fra 80 pm e S00 um, pily preferibilmente pari a 350 um.
20 Ineltre, come in provedenzy, ks prima porzione conduttiva 27A
¢ realiseata sully prima guida 27 in mode tale da non comtattare 1 ford
guida 398 4 passaggio delle sonde 4 alimentagione 218 of § fort pudda

29C df passaggio delle sonde & segnale 21Q, piQ in particolare in modo

da essere separata da tali forl guide de rispettivi disframmi;

L)
<

analogamente, la seconda porzions condutiiva 264 & realizzate sulla
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seoorda pulda 26 o moode tale da ron contatiare 1 ol guuda 2RA di
passaggio delle sonde di massa 214 ed i forl puida 28C di passaggio

delle sonde di segnale 210, pit in particolars in mode da sssere

separata da tall forl guida da rispeitivi dlaframmi,
5 Anche i tal caso & posuibile utizsare sonde i contatio 214,
218 ¢ RIC almene parzialmente isolate, in particolars in uns porzions

delle stesge in cormspondenza det rispettiv ford puida & alloggiamento

E\J

I8A, Q9B, 2R C e Q9% cosl da evitare collegaments sletiriet indesiderati

fra tali sonde di contatte 314, 218 ¢ 21C ¢ le porsiody m*}dutt:w ZTA e
i REA, rmw“hvwzimiw In tal casp, la presenza o disfrarmand tra una
porzione corduttiva ed § forl guida i passaggic potrebhbe non essere
nesessaria,

£ opportuns sottolineare che, nells applicagioni pratiche, i

«u;*};:s\:\rt'w 23 pomprends nurserog fort gudds che devono essere sollegatd

ol
L3

mediants p&ttar:} complessi, o pitda & alloggiamento delle sonde oy

32

massa ¢ & alimentagione essendo spesse alternatl, Opportusiaments,

,,:

%

utillzzande le porziond conduttive realizeste sulle superfici 41 e

-

supporie 32, o di sue rispettive guide 35 o 27, & possibile realizzare w,si

collegamenti & cousentire hﬁi{}gpz,«:wm y ded condensatort i filtraggio

20 3.
Pir in gxmimiams cont riferimente alla Figura 7, @&
schematicamente Hhastrale un supports 22 comprendente una pluralita
& fort mada di alloggiamento di sonde € cobtatte, P in particolare, 1
supparte 22 comprends almene un prinme gruppe & forn guda, ad

28 apils fort guida 258 4 allbggamento di sonde di massa 214,
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TRCOTERIT Tag. Barbars Perrasd

Technopeobs Bpé. {iscr. &lbo n"BR22 B}
distribuitt sccondo wn primo pattern Pl noncld slmeno wn sscondo

AR

gruppe di forl guida, ed esempio fort guide 258 & alloggiamento &
sonde & aimentssions 218, distritautd seconde un secondo pattern P2,

Nella forma i reslizzegions della Figurs 7, U supporte 22

o

comprende una prima porgione consdurtiva R2A realizzata su una sua
prima facda Fa, che nelude ¢ mette in collegamento i prirao gruppoe di
fort guida 23A del primo patfern P1 ¢ comprende rispetiive arep non

corshuttive Al, AZ, A2 realivzate In cornispondenza di ford guida ohie non

appartengons o iake prime patmm R, &nalogaments, U supporte E2
10 sornprends uma seconds poraione conduttva 2B realizzala su una sus
seconda faccia Fb, mostrats in trasparenza in fgurs, tale seconda
porzions conduttive 2B chidende & mettendn in collegamerndo il

seconde groppo 4 forl guida 258 del prime patiern P2 e comprendendao

rigpettive ares non conduttive Bl, B2 realizsate in corrispondengs i for

1& guida che non appartengone a tale seconde pattern PR la prima
porzione conduttiva 224 & guindi in tal caso connessa ad un riferiments

di massa GND & la seconda porsione conduttiva 288 ad un riferimenta

Al alimentazions PWR.

Il supporte 22 comprende inoltre almene e condensators di

20 filtraggio 30 digposte in mocia da aver rispetiivi reofort in contatio con la
vrima o la seconda p gf:***aone condutiiva 224 ¢ 288, rizpetitvamente.

Anche in tal caso, la festa @ misura 20 pud comprendere

materiales solante,

b3
2
>
bt
o3
T
f)
Sorks
¥
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foe]
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=
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¥
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£
4
o
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s
e

% ~

preferibilmente in una porgone in w‘“:z'mpcmsien”a i fori guida nelust

2& In porziond conduitive a ol tall sonde i contatio non devono essere

S48 -
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collegate elettricamente.
In conclusione, vantaggiosamente secondo linvenzione, si
ottiene una testa di misura con migliorate prestazioni in termint di
filtraggio dei segnali, in particolare dei segnali di alimentazioni (PWR) ¢
5 massa [(GND} & come tale in grado di migliorare le prestazioni in
frequenza della scheda che la comprende, riducendone Vimpedenza ad
alta frequenza.
Si é in particolare potuto verificare che una scheda di misura

comprendente . la- testa di misura secondo 1a presente—invenzione

10 consente di piti che raddoppiare le prestazioni in frequenza rispetto alle
sohizioni note.

Opportunamente, la testa di misura secondo la presente
invenzione consente di alloggiare condensatori discreti disponibili sul
mercato. Inoltre, la presenza di porzioni conduttive che connettono

15 elettricamente gruppi di fori guida e quindi di sonde di contatto in essi
mserite consente di diminwre il numero complessivo di condensatori
necessario, € guindi la necessita di prevedere corrispondenti aree delle

guide per linserimentc di talt condensatori, aree che devono essere

prive di fort guida.

20 vviamente alla testa di misura sopra descritta un tecnico del
rameo, allo scopo di soddisfare esigenze contingenti e specifiche, potra
apportare numerose modifiche e Vaﬁanti, tutte comprese nell’'ambito di

protezione dell'invenzione quale definito dalle seguenti rivendicazioni,

- 44 .
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RIVENDICAZIONY
1.  Testa di misura {20} comprendente una pluralita di sonde
di contatto (21A, 21B, 21C) alloggiate in modo scorrevole in rispettive

pluralita di fori guida {254, 27A, 29A, 364; 258, 278, 209B, 368; 28C,

5

29C, 36C) realizzati in um supporte (22, plastriforme, detta pluralita di
sonde di comfatto {21A, 21B, 21C) comprendendo almeno un prime
gruppo di sonde di contatte {21A, 21B) che trasportano segnali di

massa ¢ di alimentazione {GND, PWR) caratterizzata dal fatto di

comprendere almeno un condensatore di filtraggio™(30) avente almerio

10 un reoforo {31) coﬂegata clettricamente ad una porzione conduttiva

(22A, 27A; 22B, 26A) realizzata su detto supporto {22} ed includente

almeno un foro gida di alloggiamento {254, 29A; 25B, 28B) di una
sonda di contatto (21A, 218} di detto primmo gruppo,

2. Testa di misura (20} seconde la rivendicazione 1,

15 caratterizzata dal fatto che detta porzione conduttiva {224, 27A; 228,

26A) & collegata ad un primo riferimente di tensione scelto tra un

rifertmento di massa ed un riferimento di alimentazione (GND, PWR},

rispettivamente, e dal fatto che detto condensatore di filtraggic (30}

comprende un ulteriore reoforo (32) conmesso ad un secondo distinto

20 riferimento di tensione, scelto tra un riferimento di alimentazione e di
massa (FWER, GND}, rispettivamente.

3. Testa di misura (20) secondo la rivendicazione 1 o 2,

caratterizzata dal fatto che detta porzione conduttiva (224, 27A; 22B,

264) include e metie in collegamento eletirico una pluralita di fori guida

25 di alloggiamento {234, 294; 25B, 28B) di dette sonde di contatto {214,

- 45 .
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218} 4 detio prime gruppo,

Jesn g

4. Testa & misura 20 scconde ung delle rivendicasion

precedenti, caratterizzats dal fatte che detta porsione conduttive (234,

Ey

Ay

¥

2TA; 22B, 204 comprende una porgione ortogonale 238w, 3ITAw

a

3

23Bw, Béﬁw} che si estende almeno parsiabnente allinterno di detel ford
ginida ai aiiag@m;mnm {284, 294; 258, 288 &t r*‘ tte sonds & contatio
{214, 218} & detio prime gruppo.

G, Testa di misura {20 secondo wna delle rivendicaziond

precedenti, caratterizzata dal fatto o compromdere distinte porziond
10 condiatiive incladenti distinte pharalits & fort guida & alloggiaments ¢
collegate a distdntl riferimentl & tensione, sceltl tra riferimenti ol
alimentazione ¢ di masss {P‘Z&?‘R@ GNDLL

& Testa & misura {201 seconds una gualsiast dele

rivendicagiont precedenti, caratierizzata dal fatte che defte supporto

it

5

&
o)
r

somprends shnene uns sede & alloggiamente 331 & detio
condensatore di fltragpio (304, detta porzione conduttive (224, RER)
estendendesi anchs in corvispondenza & detta sede & alloggiamente

3

{23} per realizzars una connessione con dette ahmeno un reefors 31 &

detto condensators di fltrageio (R0

B
i)
v

Testa i wmisura 20 secondo la sivendicazione 6,
caratierizzata dal fatte che detln sede di alloggiamente {33} & detlo
condensatore & t‘u%hragw} {301 st Q“sif"‘?‘di‘ in detlo supporte {23} per una
dimensinone M, HZ} pard ad una corvispondente altezza & detin
sondensatore di Slraggie (304

25 R Tests di musura 20) seoonde una delle rivendicasiont

R
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precedenti, caratterizzata dal fatte che dette supporto {43} comprende
ung prima porzione conduttive {22A} realizzata in oorrispondenss i
una s prima fwecla (Fal ed una secorgia porzione conduttiea {3384
realizzata in corrispondenza i una sua seconda «d opposta Taccia {Fh),
& detts sede & allogglamente {33} di detto condensatore i Hliraggio 30}
sasendo realizeata in detls supporte (221 in medo da metters in
oy

comunicazgions  detts  prima e scconda  facchs  {(Pa, Fhy,  detin

condensatore di Altraggio {30 avendo un reoforo (31} conmesse a detia

prima porcione condubtiva 324) ed 10 ulteriore renfore {32} connessn a

0 detta seconda porzione conduttiva {J28), delte prims ¢ seconda
porzicne cornchutiiva (224, 20B) szsendo conunesse a z“isg?ﬁttivi distint
riferimenti & tensione, sceltl fra un riferimente d aliwectasions o
massa {(PWE, GND}

G Testa & miswra 247 secondn g rivendivamions 8,

s caratterizzata dal fatto che detta prima porzione conduttiva {224)

include abmens un prme foro guida & allopgamente {28A} di v

“\

sonds di contatio {214 & detto prime gruppe ¢ detla seconda porsions

conduttiva {288} include almeno un seconds forn guida di alloggiaments

{258 diuna ulteriors sonda di contatto (18] di detto prime gruppo,

20 detta prima pcn Hone conduttiva {(324) essendo realizzata in modo tale
da non c:{:«mamam: detto secondn fore guida &8 &iiaggiain@n&:) {358
sesendo separata dallo stesse da un prime diaframma 1) ¢ detts
seconda porzione conduttiva 2RB] easendo realizsate in modo tale da
non oontattare detto primo foro gulda & allogglamento {254) sssendo

25 separata dalle stesso da un seconde diaframma (3}, dettl primo »
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secondo diaframma (DL, D) garantends Visolumento & detia sonda &1
contatto {214} e detta ulletiore sonda 41 contatto 18] da detie seconda
e prima porsione condittiva {288, 224}, rispettivaments.

10, Testa & misurs 20 secondo una delle rivendicaziond

o
o

precedenti, caratterizrata dal fatto che detto supporte (23] comprende
almens una coppla & puide (37, 26}, plastriformi e parallels ta lorn,

separate da una zona dlarvia (34}, clascuna & dette guide {37, 26}

sssendo dotata di una phuralitd 4 ford guida 4 alloggiamento (204, 288)

A& dette sonde i contatto {214, 21&} di dette primo gruppe ed uns
10 corrispondernie pluralitd di fori pudda J passaggio 298, 284) Ji dette
sonde 4 contatte (218, 2141, clascuna 4 detee guide (37, 2861 svendn

abmens porzione consduttiva (374, 264) nchudente almenoe un foro guida

A alloggiaments {294, 288} 4i una sonda di contatto (214, 218} di detto

}Z‘»‘T“'i T granno. 2
15 13, Testa o misura {230} secondo la rivendicasione 10,

caratterizeata dal fatte che dette porzioni conduttive {274, 384} & dette

gudde {27, 26} sonw separade da dettt fon guida O passaggio (88, 284)

& dette sondde & contatte {218, 214} de disframons {Dial, DR, Db,
DR) che garantisconn lisclamento d dette sonde & contatto 218,
{RF

20 214} da detie porgiond conduttive {374, 3841

15

$ot

Testa 4l msurs {20 secondo a shvendicanions 10 o 11,

caratterizzatas dal fatto che detti ford guida di allogglaments (2948, 38B)
hanno rispettivi primd diametrt (DA, DARY, pre:sni}ﬁm te uguall tra

lorg, ¢ inferiord a rispettivi seconddi dHametrt (D24, DR} & dety

& corrispondent! forl guida di passaggio {384, 298], preferibilmente ugusli
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tra loro, oon 31 termine ﬁiﬁmctm mitendergiost wuna dimensions
tragversale massima i dettd fort guida, anche 4 orma non cireolars, in

%

corrispondenza di una serione tragversale presa i cormspondenza 4l

un plane definite da detle guide {27, 26}

-

13, Testa 4 misura {20} seoondo unsa delle rivenlicasiont da

10 a 13, 3SA»§.‘§ terizzata dal fatto che dette porziont conduttive [ETA, 264
BOTIO c»«\;iis*gate ad un distinde pferimente f tensione seelto fra un

riferiments di massa od un riferimento di alimentazione (GND, FWR),

14, Testa di misura {20} seconde una delle rivendicaziond da
10 10 & 13, parstiorizeata dad fatto che dette porddond conduttive {274, 3043
sono realizzate su corvispondentl facce di dette guide {27, 264,

1580 Testa di musuras {30} sccondo una delle rivendicaziond da
10 a 14, caratierizeata dal fatte che almenc una persione copduttiva
[ATA; 28A) melude © wetle i collegamento slettrico una pluralita di fori

gpuida di alloggiamento {304; 281 4 dette sonde di contatto {214, 218}

S
£

gi detto primo grappe.
16, Testa & rusura {20} sevondo tna delie rivendicasiont da

10 8 18, carstterizzata dal fatte ohe uns prima guida {12?“} di dette guide

(27, 26} comprende una sede & allogghomente (334 338) d4i detio
peie condensators Qi fltraggio (304, 3@8” detta porzions conduttiva {274 4
detta prima guida (7] estendendest anche in corrispondenza & delia
secdde di alloggiamente {3TA; TR
17, Testa & misura {20} secongde s rivendicazione 16,

caratterizzata dal fatto che detio condensatere di Sltraggio (304, 308} ¢

y««a

inserito in detta sede 41 alle

£l
(€11

cggiamento (374&; 378} ad ag}p{}ggia s

- 49 .
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detta porzione conduttiva (26A) di detta seconda guida {26},
18. "festa di misura {20} secondo una delle rivendicazioni da
10 a 17, caratterizzata dal fattc che dette prima e seconda guida {27,
26) comprendono ulferiormente una pluralita di fori guida i
5 alloggiamento (29C, 28C) di sonde di contatto (210} di un secondo
gruppo di sonde di contatto che trasportanc segnall operativi, dette
porzioni conduttive (27A, 264} di dette guide (27, 26) essendo separate

da detti fori guida di alloggiamento {29C, 28C) di sonde di contatto

(21C) di dette secondo gruppo da opportuni diaframmi (Dicl, Dic2) che
10 garantiscono lisclamento di dette sonde di contatte {21C) di detto
secondo gruppo da dette porzioni conduttive {27A, 26A)}.

19. Testa di misura {20} secondo la rivendicazicyﬁe 18,
caratterizzata dal fatto che dette sonde di contatte (21C) di detto
secondo gruppo Soné parzialmente rivestite mediante materiale isolante,

15 preferibilmente in una porzione in corrispondenza di detti fori guida di
alloggiamento (29C, 28C).

20. Testa di misura {20} secondo una delle rivendicazioni da

10 a 19, caratterizzata dal fatio che dette sonde di contatto (214, 218}
di detto primo gruppo sono parzialmente 14iV@Stite mediante materiale
20 isolante, preferibilmente in una porzione in corrispondenza di detti fori
guida di passaggio (298, 284).

21. Testa di misura (20] secondo una delle rivendicazioni da
10 a 20, caratterizzata dal fatte che detto supporto (22) comprende
ulteriormente una guda intermedia (35) inserita tra detta coppia di

25 guide (27, 26} cccupando detta zona d'aria (34}, detta guida intermedia

- 50 -
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T

(a5} essende dotats f une pluralits di fovl guida di alloggiamente (350

3

di sonde & contatte 210 4 un seconde grupps di sonde & contatto

<

che frasportane segnsh operativi sd una corrispendents pharalitd di fort

guida 4 passaggio (364, 36R} di sonde & contatto {214, 218} 4i dette

prima  gruppo, detta puida intermedia. {35} eszendo in contatto

b

5

strisciante solamente cop detfs sonde di contatio 310 di dette seeondo
Bruppo.

22, Testa 4 misura {20} secondn Ja rivenclicasions 31,

caratterizzata dal fatto che dettl ford sulda & allogglamento {360

3 dette sonde di pontatte ({10 & detto secorvle gruppe hannd rigpettivi
prind diametr {DIC], preferibiboente ugaall fra lore, ¢ nferiont a
rigpetited second! diametr {£}’> di dettd corrisposienti fort guids i
passaggio (364, 6B, preferibilments wguall tra lore, con il termine
dlameire mtendendos! wna dimensione trasversade massims & dettd §

18 wa;;cia, anche & forma non ciroolare, in cormispondenza di yma sezions

trasversale presa in corvispondenza dif un plane definite da detta guida

X

f

S B ey R
intermedia {33}

23, Tests & misura {20 secondo la rivendicasions 21 ¢ 22,

caratterizzata dal fatte ohe detia pulda intermedia £35) comprends una

20 wlteriore sede di allogglamento (374, 378} di deite condensatore di
fltrageio (R0A, 308}, 4 dimensiond analoghe ¢ posizionata in
corrispotuienza di detta sede A alloggiamente {334, 338} ’m:h:fmm i
detia prima gaida {E?‘}di detta coppia di puide 27, 351

24, Testa dt misura {30 cecondo una gualsiast delle

25 rivendicazioni precedentl, carattenizzata dal fatto che detio supporto
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P wicine ad un dispositive da testare (33) integrate su waler, dettn

condensators di fltraggio (30} cssendo cosl posizgionain m prossimitd 4
& punts & comtatto di dette sonde i contatte {314, 218, 21C) atte ad

andare in bathata su pad & contatio {234, 228 & detto dispositive da
testare {23}

28, Testa &) rudsurs {20) sectonsdo ung delle rivendicaziont

procedsutl, caratterizzate dal fatto & comprandere una plurslity o
10 condensatori di filtraggio (30, 304, 308

36, Testa di misura {20} secondo wna delle rwendicazion

precedent], carattenizzata dal fatte che dotta w:smione sondutitva {224,

228} sl estende sostanzialmente su tutto detto suppoerto {22} ¢ ricoprs

una swa faccis {Fa, Fbl, includends ¢ metiende n collogamento un

o
4t

priao gruppe 4 font guada (54, 288 &1 slloggiamento di sonde &
contatte {214, 218 & detio primo gruppoe, detta porzione condutiive

(234, 238! comprendends ulierivrments rispetiive aroe non condudties

o

{AL, A2, A3, BI, B2} in corrispondenza & fort guida & allogglamente di

sonde F comtatio {214, 218, 21C) non apparienentt & detto primo
280 SEIUPPo.
27. Testa di misura 30) secondo una delle rivendicazwoni

precedent], caratiorizzata dal falte di comprenders sonde di condatic

{214, 218, 21B) parsialmente rivestite mediante matedale izclande,

preferibilmente inuns poraione i corrtspondenza d ford guida inehusi
25 in poraiond conduttive a vl dette sonde di contatte {214, 318, 218} non

451
5
t
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devond essere collegate eletincaments,

o 5
i

>
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Electronic Patent Application Fee Transmittal

Application Number:

Filing Date:

Title of Invention:

TESTING HEAD HAVING IMPROVED FREQUENCY PROPERTIES

First Named Inventor/Applicant Name:

Flavio MAGGIONI

Filer: Robert lannucci/Lauren Gilroy
Attorney Docket Number: 160062.429C1
Filed as Large Entity
Filing Fees for Utility under 35 USC111(a)
Description Fee Code Quantity Amount Sull)j-s'l'g(tsa\)l in
Basic Filing:
UTILITY APPLICATION FILING 1011 1 300 300
UTILITY SEARCH FEE 1111 1 660 660
UTILITY EXAMINATION FEE 1311 1 760 760
Pages:
Claims:
CLAIMS IN EXCESS OF 20 1202 5 100 500
Miscellaneous-Filing:
LATE FILING FEE FOR OATH OR DECLARATION 1051 1 160 160
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Sub-Total in

Description Fee Code Quantity Amount USD($)
Petition:
Patent-Appeals-and-Interference:
Post-Allowance-and-Post-Issuance:
Extension-of-Time:
Miscellaneous:
Total in USD ($) 2380
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Electronic Acknowledgement Receipt

EFS ID: 36310022
Application Number: 16442385
International Application Number:
Confirmation Number: 7220

Title of Invention:

TESTING HEAD HAVING IMPROVED FREQUENCY PROPERTIES

First Named Inventor/Applicant Name:

Flavio MAGGIONI

Customer Number:

500

Filer:

Robert lannucci/Lauren Gilroy

Filer Authorized By:

Robert lannucci

Attorney Docket Number: 160062.429C1
Receipt Date: 14-JUN-2019
Filing Date:
Time Stamp: 20:43:00

Application Type:

Utility under 35 USC 111{(a)

Payment information:

Submitted with Payment yes
Payment Type CARD
Payment was successfully received in RAM $2380

RAM confirmation Number

061719INTEFSW20432900

Deposit Account

Authorized User

The Director of the USPTO is hereby authorized to charge indicated fees and credit any overpayment as follows:
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File Listing:

Document .. . File Size(Bytes)/ Multi Pages
Document Description File Name . . .
Number Message Digest | Part/.zip| (ifappl.)
1256049
1 Application Data Sheet ADS.pdf no 8
640f465c76e917957f219f8cd20498335494]
clc8
Warnings:
Information:
161612
2 Application.pdf yes 35
7¢a7612b00bca4870449938f37a8efc74d 14
Multipart Description/PDF files in .zip description
Document Description Start End
Specification 1 29
Claims 30 34
Abstract 35 35
Warnings:
Information:
13450889
3 Drawings-only bIaFk and white line Drawings.pdf o 13
drawings
0c7¢55e5292e560132de3dc15ccada55e69)
4e7d8
Warnings:
Information:
784641
4 Power of Attorney POA_Executed.pdf no 2
b322980b1483b0c9ec2740849bc58d70ffb6
Warnings:
Information:
47217
5 Miscellaneous Incoming Letter FDA_re_Application.pdf no 1
28c0be69863a44272b9d56bfI6052acch16|
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Warnings:

Information:
91507
6 Transmittal Letter IDS1_Transmittal.pdf no 3
d8d6e080baeaelf41a2d9dad8997abf7ed0|
5001d
Warnings:
Information:
101647
Information Disclosure Statement (IDS)
7 IDS1.pdf no 1
Form (5808) b522bad5a64c3fb17fb125623e0c2943a93
a2afe
Warnings:
Information:
This is not an USPTO supplied IDS fillable form
8925735
. CN_102466739_withEnglishTra
8 Foreign Reference - T 9 no 45
nslation.pdf
2fc9bf9489fc653f323b1fe379f3d74808e35
Warnings:
Information:
7618610
. KR_101421051_withEnglishTra
9 Foreign Reference - L 9 no 18
nslation.pdf
ddeda3517efa4931f393588f449e3e4b489d|
Warnings:
Information:
71101
. NPL_Rheophore_Wiktionary.
10 Non Patent Literature - P df_ Y no 1
p 6aeab140005a834ec478089c0d 14e22fbad|
Sccaf
Warnings:
Information:
4891003
11 Foreign Reference WO_2012106220.pdf no 34
eS5e8ce8118626cd3c2033bf03df79fbe65¢2
Warnings:
Information:
46743
Interim Copy of the Foreign Priorit .
12 Py 9 y IPD_Transmittal.pdf no 1
Document
7d213afal7acd6f473ad6b2414b56dde0d4|
dc7bc
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Information:

8859790
13 Interim Copy of the Foreign Priority IPD_389.pdf o 73
Document
a70c75a98877bd9afd524584af57a79f7 c2fd
8cH
Warnings:
Information:
10226260
14 Interim Copy of the Foreign Priority IPD_581.pdf o 24
Document
9ae0d30edef83cb361c0160196ad6837c8b)|
3e302
Warnings:
Information:
38223
15 Fee Worksheet (SB06) fee-info.pdf no 2
fd0946dde7db21e2a669f119642817ad 550
9875b
Warnings:
Information:
Total Files Size (in bytes): 56571027

This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents,
characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a
Post Card, as described in MPEP 503.

New Applications Under 35 U.S.C. 111

If a new application is being filed and the application includes the necessary components for a filing date (see 37 CFR
1.53(b)-(d) and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this
Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application.

National Stage of an International Application under 35 U.S.C. 371

If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35
U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/EO/903 indicating acceptance of the application as a
national stage submission under 35 U.S.C. 371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course.

New International Application Filed with the USPTO as a Receiving Office

If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for
an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 1810}, a Notification of the International Application Number
and of the International Filing Date (Form PCT/RO/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning
national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of
the application.
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U.S. Patent and Trademark Cffice; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid CMB control number.

Attorney Docket Number | 160062.429C1

Application Data Sheet 37 CFR 1.76

Application Number

Title of Invention | TESTING HEAD HAVING IMPROVED FREQUENCY PROPERTIES

The application data sheet is part of the provisional or nonprovisional application for which it is being submitted. The following form contains the
bibliographic data arranged in a format specified by the United States Patent and Trademark Office as outlined in 37 CFR 1.76.

This document may be completed electronically and submitted to the Office in electronic format using the Electronic Filing System (EFS) or the
document may be printed and included in a paper filed application.

Secrecy Order 37 CFR 5.2:

[ Portions or all of the application associated with this Application Data Sheet may fall under a Secrecy Order pursuant to
37 CFR 5.2 (Paper filers only. Applications that fall under Secrecy Order may not be filed electronically.)

Inventor Information:

Remove
Inventor [1

Legal Name

Prefix| Given Name Middle Name Family Name Suffix

+| Fravio MAGGIONI ]
Residence Information (Select One) US Residency e Non US Residency Active US Military Service

City Fernusco Lombardone ||Country of Residence | F |

Mailing Address of Inventor:

Address 1 /o TECHNOPROBE S.P.A.

Address 2 \Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2

City | Cernusco Lombardone State/Province | |
Postal Code 03870 Countryi | ||T

All Inventors Must Be Listed - Additional Inventor Information blocks may be

generated within this form by selecting the Add button. Add

Correspondence Information:

Enter either Customer Number or complete the Correspondence Information section below.
For further information see 37 CFR 1.33(a).

[ ] An Address is being provided for the correspondence Information of this application.

Customer Number N0500

Email Address patentinfo@seedip.com | Add Email | |Remove Email

Application Information:

Title of the Invention TESTING HEAD HAVING IMPROVED FREQUENCY PROPERTIES

Attorney Docket Number| [160062.429C1 Small Entity Status Claimed [ |

Application Type Nonprovisional v

Subject Matter tility v

Total Number of Drawing Sheets (if any) 13 Suggested Figure for Publication (if any)
FormFactor Ex. 1002, p. 35
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Approved for use through 11/30/2020. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Cffice; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Attorney Docket Number | 160062.429C1

Application Data Sheet 37 CFR 1.76

Application Number

Title of Invention | TESTING HEAD HAVING IMPROVED FREQUENCY PROPERTIES

Filing By Reference:

Only complete this section when filing an application by reference under 35 US.C. 111(c} and 37 CFR 1.57{a). Do not complete this section if
application papers including a specification and any drawings are being filed. Any domestic benefit or foreign priority information must be
provided in the appropriate section(s) below (i.e., “Domestic Benefit/National Stage Information” and “Foreign Priority Information”).

For the purposes of a filing date under 37 CFR 1.53(b), the description and any drawings of the present application are replaced by this
reference to the previously filed application, subject to conditions and requirements of 37 CFR 1.57(a). ]
Application number of the previcusly Filing date {YYYY-MM-DD) Intellectual Property Authority or Country

filed application

Publication Information:
[ ] Request Early Publication (Fee required at time of Request 37 CFR 1.219)

Request Not to Publish. | hereby request that the attached application not be published under

35 U.S.C. 122(b) and certify that the invention disclosed in the attached application has not and will not be the
subject of an application filed in another country, or under a multilateral international agreement, that requires
publication at eighteen months after filing.

Representative Information:

Representative information should be provided for all practitioners having a power of attorney in the application. Providing
this information in the Application Data Sheet does not constitute a power of attorney in the application (see 37 CFR 1.32).

Either enter Customer Number or complete the Representative Name section below. If both sections are completed the customer
Number will be used for the Representative Information during processing.

Please Select One: ¢ Customer Number US Patent Practitioner () Limited Recognition (37 CFR 11.9)
Customer Number 10500

Domestic Benefit/National Stage Information:

This section allows for the applicant to either claim benefit under 35 U.S.C. 119(e), 120, 121, 365(c), or 386(c) or indicate
National Stage entry from a PCT application. Providing benefit claim information in the Application Data Sheet constitutes
the specific reference required by 35 U.5.C. 119(e) or 120, and 37 CFR 1.78.

When referring to the current application, please leave the “Application Number” field blank.

Prior Application Status | Pending - Remove
Filing or 371(c) Date
Application Number Continuity Type Prior Application Number (YYYY-MM-DD)
[Continuation in part of ~] PCT/EP2017/082180 P017-12-11
Additional Domestic Benefit/National Stage Data may be generated within this form
. Add
by selecting the Add button. s
FormFactor Ex- 1002 p- 359 |
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PTO/AIA/4 (02-18)
Approved for use through 11/30/2020. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Cffice; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Application Data Sheet 37 CFR 1.76

Attorney Docket Number

160062.429CA

Application Number

Title of Invention | TESTING HEAD HAVING IMPROVED FREQUENCY PROPERTIES

Foreign Priority Information:

This section allows for the applicant to claim priority to a foreign application. Providing this information in the application data sheet
constitutes the claim for priority as required by 35 U.8.C. 119(b) and 37 CFR 1.55. When priority is claimed to a foreign application
that is eligible for retrieval under the priority document exchange program (PDX)I the information will be used by the Office to
automatically attempt retrieval pursuant to 37 CFR 1.55(1){(1) and (2). Under the PDX program, applicant bears the ultimate
responsibility for ensuring that a copy of the foreign application is received by the Office from the participating foreign intellectual
property office, or a certified copy of the foreign priority application is filed, within the time period specified in 37 CFR 1.55(g)(1).

Remove

Application Number Countryi Filing Date (YYYY-MM-DD) Access Codei (if applicable)
102016000127581 T P016-12-16
Remove
Application Number Countryi Filing Date (YYYY-MM-DD) Access Codei (if applicable)
[102017000021389 I po17-02-24

Add button.

Additional Foreign Priority Data may be generated within this form by selecting the

Statement under 37 CFR 1.55 or 1.78 for AIA (First Inventor to File) Transition

Applications

This application (1) claims priority to or the benefit of an application filed hefore March 16, 2013 and (2) also
contains, or contained at any time, a claim to a claimed invention that has an effective filing date on or after March

[] 16, 2013.

NOTE: By providing this statement under 37 CFR 1.55 or 1.78, this application, with a filing date on or after March
16, 2013, will be examined under the first inventor to file provisions of the AlA.

EFS Web 2.2.13
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Approved for use through 11/30/2020. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Cffice; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

. Attorney Docket Number | 160062.429C1
Application Data Sheet 37 CFR 1.76

Application Number

Title of Invention | TESTING HEAD HAVING IMPROVED FREQUENCY PROPERTIES

Authorization or Opt-Out of Authorization to Permit Access:

When this Application Data Sheet is properly signed and filed with the application, applicant has provided written
authority to permit a participating foreign intellectual property {IP) office access to the instant application-as-filed (see
paragraph A in subsection 1 below) and the European Patent Office {(EPO) access to any search results from the instant
application (see paragraph B in subsection 1 below).

Should applicant choose not to provide an authorization identified in subsection 1 below, applicant must opt-out of the
authorization by checking the corresponding box A or B or both in subsection 2 below.

NOTE: This section of the Application Data Sheet is ONLY reviewed and processed with the INITIAL filing of an
application. After the initial filing of an application, an Application Data Sheet cannot be used to provide or rescind
authorization for access by a foreign IP office(s). Instead, Form PTO/SB/39 or PTO/SB/69 must be used as appropriate.

1. Authorization to Permit Access by a Foreign Intellectual Property Office(s)

A. Priority Document Exchange (PDX) - Unless box A in subsection 2 (opt-out of authorization) is checked, the
undersigned hereby grants the USPTO authority to provide the European Patent Office (EPQ), the Japan Patent Office
{(JPO), the Korean Intellectual Property Office (KIPQ), the State Intellectual Property Office of the People’s Republic of
China (SIPQO)}, the World Intellectual Property Organization (WIPO), and any other foreign intellectual property office
participating with the USPTO in a bilateral or multilateral priority document exchange agreement in which a foreign
application claiming priority to the instant patent application is filed, access to: (1) the instant patent application-as-filed
and its related bibliographic data, (2) any foreign or domestic application to which priority or benefit is claimed by the
instant application and its related bibliographic data, and (3) the date of filing of this Authorization. See 37 CFR 1.14(h)

(1).

B. Search Results from U.S. Application to EPO - Unless box B in subsection 2 {opt-out of authorization) is checked,
the undersigned hereby grants the USPTO authority to provide the EPO access to the bibliographic data and search
results from the instant patent application when a European patent application claiming priority to the instant patent
application is filed. See 37 CFR 1.14(h)(2).

The applicant is reminded that the EPO’s Rule 141(1) EPC (European Patent Convention) requires applicants to submit a
copy of search results from the instant application without delay in a European patent application that claims priority to
the instant application.

2. Opt-Out of Authorizations to Permit Access by a Foreign Intellectual Property Office(s)

A. Applicant DOES NOT authorize the USPTO to permit a participating foreign IP office access to the instant
[ ] application-as-filed. If this box is checked, the USPTO will not be providing a participating foreign IP office with
any documents and information identified in subsection 1A above.

B. Applicant DOES NOT authorize the USPTO to transmit to the EPO any search results from the instant patent
[ ] application. If this box is checked, the USPTO will not be providing the EPO with search results from the instant
application.
NOTE: Once the application has published or is otherwise publicly available, the USPTO may provide access to the
application in accordance with 37 CFR 1.14.
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U.S. Patent and Trademark Cffice; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Attorney Docket Number | 160062.429C1

Application Data Sheet 37 CFR 1.76

Application Number

Title of Invention | TESTING HEAD HAVING IMPROVED FREQUENCY PROPERTIES

Applicant Information:

Providing assignment information in this section does not substitute for compliance with any requirement of part 3 of Title 37 of CFR
to have an assignment recorded by the Office.

Applicant {1

If the applicant is the inventor (or the remaining joint inventor or inventors under 37 CFR 1.45), this section should not be completed.
The information to be provided in this section is the name and address of the legal representative who is the applicant under 37 CFR
1.43; or the name and address of the assignee, person to whom the inventor is under an obligation to assign the invention, or person
who otherwise shows sufficient proprietary interest in the matter who is the applicant under 37 CFR 1.46. If the applicant is an
applicant under 37 CFR 1.46 {(assignee, person to whom the inventor is obligated to assign, or person who otherwise shows sufficient
proprietary interest) together with one or more joint inventors, then the joint inventor or inventors who are also the applicant should be

identified in this section.

Assignee Legal Representative under 35 U.5.C. 117 Joint Inventor

@ Person to whom the inventor is obligated to assign. Person who shows sufficient proprietary interest

If applicant is the legal representative, indicate the authority to file the patent application, the inventor is:

vI

Name of the Deceased or Legally Incapacitated Inventor:

If the Applicant is an Organization check here. X

Organization Name IFECHNOPROBE SPA

Mailing Address Information For Applicant:

Address 1 iia Cavalieri di Vittorio Veneto, 2

Address 2

City Cernusco Lombardone State/Province

Country | |7 Postal Code 03870
Phone Number Fax Number

Email Address

Additional Applicant Data may be generated within this form by selecting the Add button. Add

Assignee Information including Non-Applicant Assignee Information:

Providing assignment information in this section does not substitute for compliance with any requirement of part 3 of Title
37 of CFR to have an assighment recorded by the Office.
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U.S. Patent and Trademark Cffice; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Attorney Docket Number | 160062.429C1

Application Data Sheet 37 CFR 1.76

Application Number

Title of Invention | TESTING HEAD HAVING IMPROVED FREQUENCY PROPERTIES

Assignee 1

Complete this section if assighee information, including non-applicant assignee information, is desired to be included on the patent
application publication. An assignee-applicant identified in the "Applicant Information™ section will appear on the patent application
publication as an applicant. For an assighee-applicant, complete this section only if identification as an assignee is also desired on the
patent application publication.

If the Assignee or Non-Applicant Assignee is an Organization check here. []

Prefix Given Name Middle Name Family Name Suffix
Mailing Address Information For Assignee including Non-Applicant Assignee:

Address 1

Address 2

City State/Province

Countryi Postal Code

Phone Number Fax Number

Email Address

Additional Assignee or Non-Applicant Assignee Data may be generated within this form by 2

selecting the Add button.

Signature:

NOTE: This Application Data Sheet must be signed in accordance with 37 CFR 1.33(b). However, if this Application
Data Sheet is submitted with the INITIAL filing of the application and either box A or B is not checked in
subsection 2 of the “Authorization or Opt-Out of Authorization to Permit Access” section, then this form must
also be signed in accordance with 37 CFR 1.14(c).

This Application Data Sheet must be signed by a patent practitioner if one or more of the applicants is a juristic
entity (e.g., corporation or association). If the applicant is two or more joint inventors, this form must be signed by a
patent practitioner, all joint inventors who are the applicant, or one or mare joint inventor-applicants who have been given
power of attorney (e.g., see USPTO Form PTO/AIA/81) on behalf of all joint inventor-applicants.

See 37 CFR 1.4(d) for the manner of making signatures and certifications.

Signature |/Robert lannucci/ Date (YYYY-MM-DD)| [2019-06-14
First Name | Robert Last Name | [annucci Registration Number | [33,514
Additional Signature may be generated within this form by selecting the Add button. Add
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U.S. Patent and Trademark Cffice; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Attorney Docket Number | 160062.429C1

Application Data Sheet 37 CFR 1.76

Application Number

Title of Invention | TESTING HEAD HAVING IMPROVED FREQUENCY PROPERTIES

This collection of information is required by 37 CFR 1.76. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which
is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This
collection is estimated to take 23 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application data
sheet form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to
complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and
Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandna, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR
COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.
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Privacy Act Statement

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection with your submission of the attached form related tc a patent
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TESTING HEAD HAVING IMPROVED FREQUENCY PROPERTIES

BACKGROUND

Technical Field

The present disclosure relates to a testing head for testing electronic devices
integrated on a semiconductor substrate. More in particular, the present disclosure relates
to a testing head comprising at least one guide provided with a plurality of guide holes apt
to house a plurality of contact elements, and the following description is made with

reference to this application field with the only purpose of simplifying the exposition.

Description of the Related Art

As it is well known, a testing head (probe head) is a device apt to place a
plurality of contact pads of a microstructure, such as an electronic device integrated on a
wafer, into electrical contact with corresponding channels of a testing machine performing
the working test thereof, in particular the electrical one, or generically the test.

The test, which is performed on integrated devices, is particularly useful to
detect and isolate defective devices yet in the manufacturing step. Generally, the testing
heads are thus used to electrically test the devices that are integrated on a wafer before
cutting and assembling them inside a chip containing package.

Generally, a testing head comprises a plurality of contact elements or
contact probes retained by at least one guide or by at least one pair of guides (or supports)
which are substantially plate-shaped and parallel to each other. Those guides are provided
with suitable holes and are arranged at a certain distance from each other so as to leave a
free space or air gap for the movement and the possible deformation of the contact probes,
which are slidingly housed in those guide holes. The pair of guides comprises in particular
an upper guide and a lower guide, both provided with respective guide holes where the
contact probes axially slide, the probes being usually made of wires of special alloys

having good electrical and mechanical properties.
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The good connection between the contact probes and the contact pads of the
device under test is guaranteed by pressing the testing head on the device itself, the contact
probes undergoing a bending inside the air gap between the guides and a sliding within the
respective guide holes during that pressing contact. Testing heads of this kind are usually
called “vertical probe head”.

Substantially, the vertical probe testing heads have a gap in which the
bending of the contact probes occurs, the bending being possibly assisted by means of a
suitable configuration of the probes themselves or of their guides, as schematically shown
in Figure 1.

In particular, figure 1 schematically shows a testing head 1 comprising at
least one upper guide 2, usually indicated as “upper die”, and a lower guide 3, usually
indicated as “lower die”, separated by a gap 13, having respective guide holes 4 and 5 in
which a plurality of contact probes 6 slides, only one probe of the plurality of contact
probes being shown in figure 1 for the sake of simplicity.

Each contact probe 6 terminates at an end with a contact tip 7 apt to abut
onto a contact pad 8 of a device under test integrated on a wafer 9, in order to carry out the
mechanical and electrical contact between the device under test and a test equipment (not
shown) of which such a testing head is a terminal element.

Here and hereinafter, the term “contact tip” indicates an end zone or region
of a contact probe apt to contact a contact pad of the device under test, such an end zone or
region not necessarily being sharp.

In some cases, the contact probes are fixedly fastened to the testing head at
the upper guide: in such cases, the testing heads are referred to as “blocked probe testing
heads”.

More frequently, testing heads having probes not fixedly fastened are used,
those probes being interfaced to a board, possibly by means of a micro-contact board: those
testing heads are referred to as “non-blocked probe testing heads”. The micro-contact
board is usually called “space transformer” since, besides contacting the probes, it also

allows to spatially redistribute the contact pads made on it with respect to the contact pads
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of the device to be tested, in particular relaxing the distance constraints between the centers
of the pads themselves.

In this case, as shown in figure 1, each contact probe 6 has a further end
zone or region which terminates with a so-called contact head 10 towards a contact pad 11
of a plurality of contact pads of a space transformer 12. The good electrical contact
between probes 6 and space transformer 12 is ensured by the pressing contact of the testing
heads 10 of the contact probes 6 on the contact pads 11 of the space transformer 12,
analogously to the contact between the contact tips 7 and the contact pads 8 of the device
under test integrated on the wafer 9.

Contact elements in the form of pogo pins are also known in the art, the
pogo pins essentially comprising an elastic body connected to two end portions, the elastic
body compressing upon contact of the end portions with the contact pads of the device
under test and of the space transformer.

Generally, inside a testing head, the contact elements are divided into
contact elements apt to carry power and ground signals towards the device under test, and
into contact elements apt to carry operating signals, in particular input/output signals,
between the test equipment and the device under test.

In the case of a testing head of the kind described above, it is well known
that the presence of several contact elements apt to carry ground signals, as well as the
presence of contact elements apt to carry power signals, creates interferences, therefore
causing noise in the input/output signals used for the test of the device under test, which
limits the frequency performance of the testing head. In the case of contact elements apt to
carry ground signals, disadvantageous ground loops may also occur.

The possible necessity of shorting two or more contact pads of the device
under test is also known. According to a known solution, known in the field as “loop-
back”, it is possible to short two contact pads of the device under test by means of the
contact probes of the testing head, wherein a first probe carries a signal from a first pad of
the device under test towards the test equipment and then the signal is closed on a second

pad of the device under test by means of a second contact probe which contacts said second
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pad. In this case, however, the long path of the signal from the device under test to the test
equipment and vice versa causes a reduction of the frequency performance of the testing
head.

Conductive structures apt to electrically connect contact probes to each
other are disclosed for example in US 2012/0242360 A1, KR 101 421 051 B1, US
2014/0197860 A1, and WO 2012/106220 Al.

However, the need to improve the frequency performances of a testing head

is strongly felt in this technical field.

BRIEF SUMMARY

The testing head is able to reduce a simple way (and to eliminate in a simple
way too) the interferences, and therefore the noise, caused by the presence of ground and
power contact elements, as well as able to allow an electrical connection between contact
pads of a device under test without reducing the frequency performances of the testing head
itself.

According to an aspect of the disclosure, the testing head wherein at least
one guide is provided with guide holes for housing contact elements apt to carry operating
signals, 7.e., input/output signals between a test equipment and a device under test, as well
as contact elements apt to carry ground and power signals, at least one group of the guide
holes into which said ground contact elements are housed, and/or at least one group of the
guide holes into which said power contact elements are housed, and/or at least one group of
the guide holes into which said input/output contact elements are housed being electrically
connected by a conductive portion made in the guide, said conductive portion forming a
common conductive plane.

The testing head apt to verify the operation of a device under test integrated
on a semiconductor wafer comprises:

a plurality of contact elements, each comprising a body that extends

between a first end portion and a second end portion, and
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a guide provided with a plurality of guide holes apt to house the
contact elements,

wherein the guide comprises a conductive portion that includes and
electrically connects the holes of a group of guide holes to each other and is apt to contact a
corresponding group of contact elements apt to carry a same type of signal.

According to an aspect of the present disclosure, the testing head can
comprise at least one first conductive portion and at least one second conductive portion,
the first conductive portion including and electrically connecting the holes of a first group
of the guide holes to each other, such a first group housing first contact elements, the
second conductive portion including and electrically connecting the holes of a second
group of the guide holes to each other, such a second group housing second contact
elements.

In particular, the first contact elements housed in the first group of the guide
holes can be apt to carry ground signals, and the second contact elements housed in the
second group of the guide holes can be apt to carry power signals.

More in particular, one of the first and second conductive portions can be
formed on a face of the at least one guide, and the other one of the first and second
conductive portions can be formed on an opposite face of the at least one guide.

According to an aspect of the present disclosure, the at least one conductive
portion can be separated from further conductive portions and/or can be locally interrupted
by at least one non-conductive zone, so as not to allow an electrical connection between
contact elements apt to carry a different type of signal and/or contact elements which must
not be short-circuited.

It is observed that the at least one guide can comprise at least one coating
dielectric portion covering the at least one non-conductive zone.

Furthermore, the testing head can comprise at least one lower guide, at least
one intermediate guide, and at least one upper guide, the lower guide and the intermediate
guide being separated from each other by a first gap, the intermediate guide and the upper

guide being separated from each other by a second gap, each of those guides comprising
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respective guide holes for the housing of the contact elements, one of the first and second
conductive portion being formed on a face of the lower guide and the other one of the first
and second conductive portion being formed on a face of the intermediate guide.

Alternatively, the testing head can comprise at least one lower guide, at least
one intermediate guide, and at least one upper guide, the lower guide and the intermediate
guide being separated from each other by a first gap, the intermediate guide and the upper
guide being separated from each other by a second gap, each of those guides comprising
respective guide holes for the housing of the contact elements, both the lower guide and the
intermediate guide comprising both the first conductive portion and the second conductive
portion, the first conductive portion and the second conductive portion being physically
and electrically separated from each other by a non-conductive zone of the guides.

In particular, in this case too, the first contact elements housed in the first
group of the guide holes can be apt to carry ground signals, and the second contact
elements housed in the second group of the guide holes can be apt to carry power signals.

Furthermore, the testing head can comprise at least one third conductive
portion that includes and electrically connects the holes of a third group of the guide holes
to each other, such a third group housing third contact elements. In particular, the third
contact elements housed in the third group of the guide holes can be apt to carry
input/output signals between the device under test and a test equipment.

According to an aspect of the present disclosure, the at least one conductive
portion can cover at least one portion of an inner surface of each guide hole of the group of
guide holes.

According to another aspect of the present disclosure, the contact elements
can be contact probes wherein the body has a deformation.

Alternatively, the contact elements can be pogo pins, the body comprising a
casing and an elastic member arranged in the casing, the casing defining a first surface and
a second surface, at least one of those surfaces being apt to abut onto the at least one guide,
the electrical connection between the contact elements and the at least one conductive

portion being a pressing contact through the first and/or second surface.
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According to an aspect of the present disclosure, the at least one guide can
comprise at least one common pad connected to the at least one conductive portion by
means of a conductive track.

According to another aspect of the present disclosure, the at least one
conductive portion can be arranged on a face of the at least one guide and can have a lower
area than an area of the face of the at least one guide.

Alternatively, the at least one conductive portion can cover a face of the at
least one guide, such a conductive portion electrically connecting the holes of the at least
one of the guide holes to each other, with the exception of areas where guide holes not
belonging to that at least one group are formed.

According to another aspect of the present disclosure, the at least one guide
can comprise at least one further conductive portion, which includes one of the guide holes
apt to house a single contact element, the at least one guide comprising a further common
pad connected to the at least one further conductive portion by means of a further
conductive track and/or comprising a conductive track that connects the at least one further
conductive portion to other conductive portions.

It is also noted that the at least one conductive portion can be embedded in
the at least one guide.

According to another aspect of the present disclosure, the at least one
conductive portion can comprise a plurality of conductive portions overlapped to and
electrically insulated from each other.

According to yet another aspect of the present disclosure, the testing head
can comprise at least one conductive track that electrically connects at least two conductive
portions including and electrically connecting the holes of two respective groups of guide
holes to each other and being apt to contact respective groups of contact elements, the
contact elements included in those respective groups being apt to carry a same type of

signal.
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Finally, the testing head can further comprise at least one circuit component,
preferably a capacitor, which is electrically connected at least to the at least one conductive
portion of the at least one guide.

The features and advantages of the testing head according to the disclosure
will become apparent from the following description of an embodiment thereof, given by

way of non-limiting example with reference to the accompanying drawings.

BRIEF DESCRIPTION OF THE SEVERAL VIEWS OF THE DRAWINGS

Figure 1 schematically shows a testing head according to the prior art;

Figures 2A-2C schematically show a testing head according to different
embodiments of the present disclosure;

Figures 3A-3C schematically show a top view of a guide of the testing head
of figures 2A-2C, respectively, whereas Figure 3D schematically shows a top view of a
guide of a testing head according to an alternative embodiment of the present disclosure;

Figures 4A and 4B schematically show a testing head according to further
alternative embodiments of the present disclosure;

Figures 5A and 5B schematically show a portion of a testing head according
to further alternative embodiments of the present disclosure;

Figure 6 schematically shows a portion of a testing head according to yet
another alternative embodiment of the present disclosure;

Figure 7 schematically shows a testing head according to an alternative
embodiment of the present disclosure, wherein contact elements are in the form of pogo
pins;

Figures 8 A-8C schematically show top views of a guide of a testing head
according to further alternative embodiments of the present disclosure;

Figures 9A and 9B schematically show top views of a guide of a testing
head according to further alternative embodiments of the present disclosure; and

Figures 10A and 10B schematically show top views of a guide of a testing

head according to yet further alternative embodiments of the present disclosure.
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DETAILED DESCRIPTION

With reference to those figures, and in particular to the example of figure
2A, atesting head for testing electronic devices integrated on a semiconductor wafer
according to the present disclosure is globally and schematically indicated with 20.

It is worth noting that the figures represent schematic views and are not
drawn to scale, but instead they are drawn so as to emphasize the important features of the
disclosure. Moreover, in the figures, the different elements are depicted in a schematic
manner, their shape varying depending on the application desired. It is also noted that in
the figures the same reference numbers refer to elements that are identical in shape or
function. Finally, particular features described in relation to an embodiment illustrated in a
figure are also applicable to the other embodiments illustrated in the other figures.

As shown in figure 2A, the testing head 20 comprises at least one guide 40
(alower guide in the example of the figure) provided with a plurality of guide holes 40h
apt to house a plurality of contact elements. In particular, the guide holes 40h are apt to
house a plurality of first contact elements 21', which are apt to carry a first type of signal, a
plurality of second contact elements 21", which are apt to carry a second type of signal, as
well as a plurality of third contact elements 21", which are apt to carry a third type of
signal, as it will be described in greater detail hereinafter.

The guide 40 is made of a non-conductive material, for example a ceramic
material such as silicon nitride, or of a glass or silicon-based material, or of a polyamide
material, or of any other suitable dielectric material.

Generally, the testing head 20 is used to verify the operation of a device
under which comprises at least one first region apt to receive power and ground signals,
and a second region apt to receive/send input/output signals from/to a test equipment (not
shown) connected to the testing head 20. In the first region, high current power signals,
usually in the range of 1 A or higher, are handled, as well as ground signals, whereas in the
second region operating signals, i.e., input/output signals having lower current values,
usually in the range of 0.5 A or lower, are handled. For this reason, in the testing head 20

there are contact elements apt to carry power and ground signals and contact elements apt

FormFactor Ex. 1002, p. 374
FormFactor v. Technoprobe
IPR2024-00933



10

15

20

25

to carry input/output signals towards/from a device under test, those contact elements being
distinct from each other and having different physical and mechanical characteristics.

At this regard, it is underlined that in the present disclosure the term “first
contact elements” identifies the contact elements apt to carry ground signals (reference
number 21'), the term “second contact elements” identifies the contact elements apt to carry
power signals (reference number 21"), whereas the term “third contact elements”

"

(reference number 21") identifies the contact elements apt to carry operating signals, i.e.,
input/output signals between the test equipment and the device under test, wherein this
distinction does not limit the scope of the present disclosure.

For example, in the case of contact elements in the form of probes formed
by metal wires, in the manufacturing of the first and second contact elements 21" and 21" it
is possible to use wires having different diameters, for example a larger diameter,
compared to the diameter of the wires that form the third contact elements 21"; it is
possible to use also different materials for these different contact elements.

In the example of Figure 2A, six contact elements are shown, in particular
two first contact elements 21', two second contact elements 21" and two third contact
elements 21", but the number of those contact elements may obviously vary according to
needs and/or circumstances, the figures being provided only for indicative purposes and not
limiting the present disclosure.

Furthermore, again as a non-limiting example of the disclosure, Figure 2A
shows a testing head 20 wherein the contact elements are in the form of contact probes,
preferably formed by metallic wires, having a body 21pr, which has a pre-deformation and
is apt to further deform upon the pressing contact with the contact pads of a device under
test, said contact probes being housed in the guide holes 40h, which are formed in the
single guide 40, but the disclosure is not limited to this and the testing head 20 can
comprise a lower guide, an intermediate guide, and an upper guide, as well as a different

kind of contact elements, as it will be illustrated in detail hereinafter.

10
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Each contact element of the testing head 20 therefore comprises the body
21pr, which extends along a longitudinal axis H-H between a first end portion or contact tip
24 and a second end portion or contact head 25.

More in particular, the contact tip 24 is apt to abut onto corresponding
contact pads 26 of a device under test integrated in a semiconductor wafer 27.

Furthermore, in the illustrated example, the testing head 20 is a non-
blocked-probe testing head and the contact elements terminate with the contact head 25
which is apt to abut onto corresponding contact pads 28 of an interposer or space
transformer 29.

In particular, the space transformer 29 is apt to perform a spatial
transformation of the distances between the pitches of the contact pads on opposite faces
thereof, the space transformer 29 being generally connected to a printed circuit board or
PCB (not shown), which is interfaced with the test equipment (also not shown).

Advantageously according to the present disclosure, the guide 40 comprises
at least one first conductive portion 30’ which includes a first group 40’ of guide holes 40h.
In other words, the first conductive portion 30’ covers an area of the guide 40 which
includes the first group 40’ of the holes 40h, which are therefore formed at said area.

In particular, the guide holes of the first group 40’ are electrically connected
to each other by the first conductive portion 30" and house a corresponding group of
contact elements, in particular a group of the first contact elements 21', and therefore house
contact elements apt to carry ground signals towards the device under test. In this way, the
first conductive portion 30’ forms a common conductive plane, in particular a ground
plane, for the first contact elements 21’ housed in the guide holes of the first group 40’, said
first contact elements 21’ being therefore electrically connected to each other by means of
the ground plane, with which they are all in contact.

In other words, in the testing head 20, the first contact elements 21’, which
are short-circuited among each other and are housed in the first group 40’ of the guide holes

40h, are apt to carry a same ground signal, resulting in the elimination of interferences on
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the operating signals and in an overall improvement of the frequency performance of the
contact head 20.

As shown in figure 2A, the first conductive portion 30" is arranged on a
superficial portion of the guide 40, in particular on a face FA thereof, said face FA being an
upper face according to the local reference system of figure 2A. The first conductive
portion 30" may also be arranged on a face FB, opposite the face FA, of the guide 40, said
face FB being a lower face according to the local reference system of figure 2A, or it may
be arranged on both the faces FA and FB.

In the embodiment of figure 2A, as previously described, the first contact
elements 21’ of the testing head 20 are contact probes having the body 21pr provided with a
pre-deformation and apt to further deform itself during the contact with the contact pads 26
and 28 of the device under test and of the space transformer 29, respectively. In this case,
the first conductive portion 30’ preferably covers also at least one portion 40'W of an inner
surface of each guide hole of the first group 40’ of the guide holes 40h. More preferably,
the internal surface of the guide holes of the first group 40’ is entirely coated by the first
conductive portion 30’, the portion 40'W therefore coinciding with the entire inner surface
of the holes. The electrical connection between the first contact probes 21" and the first
conductive portion 30’ is therefore achieved by means of a brushing contact between the
body 21pr of the probes and the metallized portion 40'W of the guide holes into which the
probes are housed.

However, it is underlined that also in the case in which the first conductive
portion 30" does not coat the guide hole surface, the brushing contact is in any case
guaranteed by the thickness of the first conductive portion 30’ itself.

In an embodiment not shown in the figures, it is also possible to form the
first conductive portion 30" in such a way that it is embedded in guide 40, in this way
forming a ground plane which electrically connects the guide holes of the first group 40’
within the guide 40. Obviously, such a first conductive portion 30’ emerges at the inner

surface of the guide holes in order to electrically contact the first contact probes 21'.
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The presence of the first conductive portion 30’, which allows to electrically
connect at least one group of the first contact elements 21" apt to carry ground signals and
therefore forming a common conductive (ground) plane, allows to eliminate the noise in
the operating signals carried by the third contact elements 21" inside the testing head 20.

In this way, the first conductive portion 30, by electrically connecting the
holes of the first group 40’ of the guide holes 40h to each other, short-circuits at least one
corresponding group of the first contact elements 21', said group in particular being a group
of ground contact elements.

In order to further reduce the noise, it is preferable that also the second
contact elements 21", apt to carry power signals, are electrically connected to each other,
and as a consequence, in an embodiment represented in figure 2B, the guide 40 comprises
at least one second conductive portion 30" which includes and electrically connects the
holes of a second group 40" of the guide holes 40h to each other, wherein a corresponding
group of the second contact elements 21" is housed in the second group 40", the second
conductive portion 30" being physically separated from the first conductive portion 30" and
therefore not electrically connected thereto. In this case, the second contact elements 21"
connected by the second conductive portion 30", i.e., housed in the second group 40" of the
guide holes 40h, are apt to carry power signals and the second conductive portion 30" also
forms a common conductive plane, in particular a power plane.

In this way, in the testing head 20, the second contact elements 21" housed
in the second group 40" of the guide holes 40h are short-circuited to each other and are apt
to carry a same power signal.

As illustrated for the first conductive portion 30, the second conductive
portion 30" is arranged on a superficial portion of guide 40 too, i.e., it is arranged on the
face FA and/or on the face FB of the guide 40. Furthermore, also the second conductive
portion 30" coats at least one portion 40"W of an inner surface of each guide hole of the
second group 40" of the guide holes 40h (preferably the entire surface), the electrical

connection between the second contact elements 21" and the second conductive portion 30"
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being guaranteed by the brushing contact between the body 21pr of the second contact
elements 21" and the portion 40"W coated by a conductive material (metallized).

It is appropriate to observe again that, in its more general form, the testing
head 20 comprises contact elements apt to carry ground and power signals, as well as
contact elements apt to carry operating signals, housed in the guides according to any kind
of combination, the conductive portions being appropriately shaped so as to short-circuit
even non-adjacent guide holes.

In an embodiment of the present disclosure shown in figure 2C, the guide 40
further comprises at least one third conductive portion 30" which includes and electrically
connects the holes of a third group 40" of the guide holes 40h to each other, wherein a
corresponding group of the third contact elements 21" is housed in the third group 40", the
third conductive portion 30" being physically separated from the first conductive portion
30" and from the second conductive portion 30" and therefore not electrically connected
thereto. In this case, the third contact elements 21" connected by the third conductive
portion 30", i.e., housed in the third group 40" of the guide holes 40h, are apt to carry
operating signals, that is input/output signals between the device under test and the test
equipment, and also the third conductive portion 30" forms on a common conductive plane,
in particular a signal plane.

In this way, in the testing head 20, the third contact elements 21" housed in
the third group 40" of the guide holes 40h are short-circuited to each other and are apt to
carry a same operating signal, that is a same input/output signal between the device under
test and the test equipment.

The embodiment of figure 2C is particularly advantageous in case of a
necessity of short-circuiting two or more contact pads of the device under test, since it is
possible to establish a loop-back configuration while considerably shortening the path of
the signals, which do not pass through the entire contact element towards/from the test
equipment but stop at the common conductive signal plane, with consequent advantages in

terms of frequency performance of the testing head 20.
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As illustrated for the first conductive portion 30" and the second conductive
portion 30", the third conductive portion 30" is arranged on a superficial portion of guide
40, that 1s it is arranged on the face FA and/or the face FB of guide 40. Furthermore, the
third conductive portion 30" coats at least one portion 40"W of an inner surface of each
guide hole of the third group 40" of the guide holes 40h (preferably the entire surface), the
electrical connection between the third contact elements 21" and the third conductive
portion 30" being guaranteed by the brushing contact between the body 21pr of the third
contact elements 21" and the portion 40"W coated with conductive material (metallized).

The conductive portions 30, 30" and 30" are made of a metallic material for
example selected from copper (Cu), silver (Ag), gold (Au), palladium (Pd), rhodium (Rh)
and alloys thereof.

Obviously, even if not shown in the figures, it is possible to provide a
configuration in which only the first conductive portion 30’ is present, a configuration in
which only the second conductive portion 30” is present, or a configuration in which only
the third conductive portion 30" is present, or any combination thereof.

Figure 3A shows a top view of guide 40, in particular of the face FA
thereof, wherein the first conductive portion 30’ electrically connects the holes of the first
group 40’ of the guide holes 40h, the first group 40’ being apt to house a corresponding
group of the first contact elements 21’ which carry ground signals, whereas figure 3B
shows a top view of the guide 40, still of the face FA thereof, wherein, in addition to the
first conductive portion 30’, also the second conductive portion 30" is formed, which
electrically connects the holes of the second group 40" of the guide holes 40h, the second
group 40" being apt to house a corresponding group of the second contact elements 21"
which carry power signals, and is physically and electrically separated from the first
conductive portion 30’ by a non-conductive zone 31 of guide 40. Similarly, figure 3C
shows a top view of guide 40, still of the face FA thereof, wherein, in addition to the first
conductive portion 30’ and to the second conductive portion 30", also the third conductive
portion 30" is formed, which electrically connects the holes of the third group 40" of the

guide holes 40h, the third group 40" being apt to house a corresponding group of the third
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contact elements 21" which carry input/output signals, and is physically and electrically
separated from the conductive portions 30" and 30" by the non-conductive zone 31 of guide
40.

It is observed that the first conductive portion 30, the second conductive
portion 30", and the third conductive portion 30" only coat a superficial portion of guide
40, in particular only a portion of its face FA and/or its face FB, namely the first, the
second and the third conductive portion 30’, 30", 30" do not extend over the entire area of
the face FA and/or FB, so as to prevent contact elements that are not meant to be short-
circuited from being short-circuited to each other. In other words, the conductive portions
30', 30", 30" have an area that is less than an area of the face of the guide on which they are
formed.

The guide 40 is therefore not entirely coated by the conductive portions 30’
30" and 30", and at least the non-conductive zone 31, which separates the conductive
portions, is present, the guide holes housing contact elements not meant to be short-
circuited being formed in such a non-conductive zone 31.

Alternatively, in a further embodiment of the present disclosure shown in
figure 3D, the first conductive portion 30’ covers a face of the guide 40 (the face FA in the
example), except for areas where guide holes apt to house contact elements that must not
be short-circuited are formed. In other words, the first conductive portion 30’ is not formed
in areas where the guide holes that do not belong to group 40’ are formed. In this case, the
non-conductive zone 31 is therefore formed only at the guide holes that do not belong to
the first group 40'. It is underlined that, in this case, the non-conductive zone 31 may also
be in the form of a plurality of non-conductive zones, each formed only at a guide hole that
has to be electrically insulated. The same configuration can be adopted also for the second
conductive portion 30" and for the third conductive portion 30".

At this regard, it is possible to provide that the non-conductive zone 31 is
covered by at least one added portion of dielectric material or coating dielectric portion
arranged on guide 40, so as to avoid the presence of grooves in guide 40, for example

between different conductive portions or at guide holes that don’t have to be metallized,
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where metallic debris produced by the brushing contact of the contact elements with the
walls of the guide holes may settle. In other words, the coating dielectric portion, which
preferably has a thickness that is substantially equal to that of the conductive portions,
coats the non-conductive zones 31 preventing metallic debris from settling therein, so as to
avoid leakage and undesired electrical connections between contact elements apt to carry a
different kind of signal.

It is also possible that all the contact elements that carry a same kind of
signal (for example all the input/output contact elements or all the ground or power contact
elements) are electrically connected by means of one of the conductive portions 30, 30"
and 30", or that only some of them are connected by one of the conductive portions 30’,
30" and 30".

Furthermore, according to an alternative embodiment shown in figure 4A,
the testing head 20 comprises at least one lower guide, still indicated with 40, at least one
intermediate guide 41, and at least one upper guide 42. The lower guide 40 and the
intermediate guide 41 are separated from each other by a suitable first gap 32, whereas the
intermediate guide 41 and the upper guide 42 are separated from each other by a suitable
second gap 32",

It is preferable to form the conductive portions 30, 30" and 30" in the lower
guide 40 and/or in the intermediate guide 41 of the testing head 20, since in this way the
conductive portions 30', 30" and 30" are closer to the device under test.

In the embodiment of figure 4A, the intermediate guide 41 is provided with
a plurality of guide holes 41h, apt to house the contact elements 21', 21" and 21".

Similarly, the upper guide 42 is provided with a plurality of guide holes 42h,
apt to house the contact elements 21', 21" and 21".

Conveniently, also the intermediate guide 41 may comprise the first
conductive portion 30', which includes and electrically connects the holes of a first group
41' of the guide holes 41h to each other, said first group 41’ housing a corresponding group
of the first contact elements 21', which carry ground signals. Furthermore, the intermediate

guide 41 may also comprise the second conductive portion 30", which includes and
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electrically connects the holes of a second group 41" of guide holes 41h to each other, said
second group 41" housing a correspondent group of the second contact elements 21",
which carry power signals.

Similarly, also the intermediate guide 41 may comprise the third conductive
portion 30", which includes and electrically connects the holes of a third group 41" of the
guide holes 41h, said third group 41" housing a corresponding group of the third contact
elements 21", which carry input/output signals.

In the example of figure 4A, which is provided for indicative purposes only
and does not limit the scope of present disclosure, the first conductive portion 30’ is
arranged on a superficial portion of the intermediate guide 41, in particular on a face FD
thereof, said face FD being a lower face according to local reference system of figure 4A.
The first conductive portion 30’ may also be arranged on a face FC, opposite to the face
FD, of the intermediate guide 41, said face FC being an upper face according to local
reference system of figure 4A, or it may be arranged on both faces FC and FD. The
conductive portions 30" and 30" may be formed analogously.

As already observed for the lower guide 40, the conductive portions 30', 30"
and 30" only cover a superficial portion of the intermediate guide 41 as well, in particular
only a portion of its face FC and/or its face FD, namely the conductive portions 30', 30"
and 30" do not extend over the entire area of the face FC and/or FD and therefore do not
extend over the entire area of the intermediate guide 41.

Furthermore, in the example of figure 4A, the testing head 20 is
manufactured according to the so-called “shifted plate technology”, wherein the contact
elements 21', 21" and 21", are “buckling beam” contact probes and are initially formed
straight, the relative shift of the guides causing a deformation of the probe body, as well as
the desired retention of the probes itself thanks to the friction with the walls of the guide
holes into which they slide.

In this case, as previously observed for the lower guide 40, also in the
intermediate guide 41 the first conductive portion 30’ coats at least one portion 41'W of an

inner surface of each guide hole of the first group 41’ of the guide holes 41h, the second
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conductive portion 30" coats at least one portion 41"W of an inner surface of each guide
hole of the second group 41" of the guide holes 41h, and the third conductive portion 30"
coats at least one portion 41"W of an inner surface of each guide hole of the third group
41" of guide holes 41h, the electrical connection between the contact probes 21', 21" and
21" and the conductive portions 30’, 30" and 30" being established by means of a brushing
contact between the body 21pr of the contact probes and the metallized portions 41'W,
41"W and 41"W, respectively.

It is possible to provide a configuration wherein only one between the lower
guide 40 and the intermediate guide 41 comprises the first conductive portion 30" and/or
the second conductive portion 30", or it is also possible to provide a configuration wherein
both the lower guide 40 and the intermediate guide 41 comprise the first conductive portion
30" and/or the second conductive portion 30",

Figure 4A shows as an example an embodiment wherein both the lower
guide 40 and the intermediate guide 41 comprise both the first conductive portion 30" and
the second conductive portion 30”. This embodiment also increases the possibility of a
brushing contact between the contact probes and the conductive portions 30" and 30" and
possibly the metallized portions 41'W and 41"W.

Still referring to figure 4A, it is possible to provide a configuration wherein
both the intermediate guide 41 and the lower guide 40 comprise the third conductive
portion 30", Alternatively, it is possible to provide a configuration wherein only one
between the intermediate guide 41 and the lower guide 40 comprises the third conductive
portion 30" which short-circuits input/output signal contact elements, preferably the lower
guide 40.

In another embodiment, schematically shown in figure 4B, the first
conductive portion 30’ is formed on one between the lower guide 40 and the intermediate
guide 41, in particular the lower guide 40, and the second conductive portion 30" is formed
on the other between the lower guide 40 and the intermediate guide 41, in particular the
intermediate guide 41, in the illustrated example on two faces thereof facing each other, in

particular the upper face FA of the lower guide 40 and the lower face FD of the

19

FormFactor Ex. 1002, p. 384
FormFactor v. Technoprobe
IPR2024-00933



10

15

20

25

intermediate guide 41, according to the local reference system of figure 4B. Obviously, in
this embodiment as well one between the two guides 40 and 41, preferably the lower guide
40, may comprise the third conductive portion 30”. This embodiment simplifies the
formation of the conductive portions 30', 30", 30" on different guides.

Obviously, for both the embodiment of figure 4A and the embodiment of
figure 4B, it is possible to provide that also the upper guide 42 comprises the first
conductive portion 30" and/or the second conductive portion 30" and/or the third
conductive portion 30", as well as it is also possible to provide a configuration wherein the
intermediate guide 41 is not present but only the upper guide 42, on which the first
conductive portion 30" and/or the second conductive portion 30" and/or the third
conductive portion 30" can be formed, is present.

In another embodiment of the present disclosure, shown in figures SA and
5B, a same guide, in particular the lower guide 40 in the example of the figures, comprises
the first conductive portion 30', which is formed on the face FA, and comprises the second
conductive portion 30", which is formed on the opposite face FB. Analogous
considerations can be made for the intermediate guide 41 and the faces FC and FD on
which the first and/or second conductive portions 30" and 30" can be formed, and also for
the upper guide 42.

It is observed that this embodiment, wherein the first conductive portion 30’
and the second conductive portion 30" are formed on two opposite faces of the same guide,
is particularly advantageous, since, as schematically shown in figure 5B, in many cases the
first contact elements 21’ (apt to carry ground signals) and the second contact elements 21"
(apt to carry power signals) are very close to each other in the testing head 20, for example
alternated one after the other, and for this reason it is complicated to form both conductive
portions 30" and 30" on a same face of a guide of the testing head 20. In other words, in
this embodiment, one of the first and second conductive portions 30" or 30" is apt to
electrically connect the first contact elements 21’ (apt to carry ground signals), whereas the
other conductive portion, formed on an opposite face of the same guide, is apt to

electrically connect the second contact elements 21" (apt to carry power signals), in
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particular alternated with the first contact elements 21', in this way simplifying the
production of the testing head 20 and avoiding complicated interlacement of conductive
portions. If the first contact elements 21" apt to carry ground signals and the second contact
elements 21" apt to carry power signals are alternated one after the other, both the
conductive portions 30" and 30" are locally interrupted by suitable non-conductive zones
31"and 31" (similarly to what observed in relation to figures 3A-3D), respectively, so as to
avoid an electrical connection between ground contact elements and power contact
elements. The non-conductive zones 31" and 31" therefore locally prevent an electrical
connection between adjacent contact elements apt to carry different signals.

Obviously, even if not shown in figures SA and 5B, in this embodiment it is
also possible to provide the presence, on one of the two faces of the guide, or even on both
faces, of the third conductive portion 30", the latter also possibly interrupted by suitable
non-conductive zones if the third contact elements 21" are very close, for example
alternated, to the first contact elements 21’ and/or the second contact elements 21"

According to a further alternative embodiment of the present disclosure
illustrated in figure 6, one or more of the conductive portions 30', 30" and 30" (the second
conductive portion 30" in figure 6) comprises a plurality of conductive portions that are
overlapped and electrically insulated from each other, said conductive portions being
identified with the reference number 30"1-30"n in figure 6. In this case, a first layer 30”1
is formed on the face FA of guide 40, and the subsequent layers are formed starting from
the first layer 30”1, consecutive conductive layers being separated from each other by a
non-conductive layer 38". In this way, different conductive layers may form common
conductive plans for different power (or ground or signal) domains, if needed by a
particular application.

As an example, if the testing head 20 has to carry a plurality of different
power signals (indicated in figure 6 as Vccl and Vee2), in this embodiment the face FA of
the guide 40 comprises a corresponding number of layers 30”1-30"n of the second
conductive portion 30", each layer being apt to electrically connect the respective second

contact elements 21" apt to carry a single specific power signal. Furthermore, the other
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face of the guide, in the example the face FB, can be covered by the first conductive
portion 30', which electrically connects the contact elements 21" apt to carry ground
signals. In this case too, each conductive layer may be locally interrupted by suitable non-
conductive zones 31" in order to not electrically connect contact elements that must not be
short-circuited to each other. In particular, the non-conductive zones 31" of a layer are
formed at the holes housing contact elements that must not be short-circuited by said layer,
whereas said layer covers at least partially the walls of the guide holes housing contact
elements that must be short-circuited by it.

The conductive portions 30', 30" and 30" may therefore be more than one,
as there can be more than one power, ground and signal domains (the latter occurs when
different groups of pads of the device under test need to be short-circuited), and possibly
may be arranged on different levels if required.

As observed before, in figures 2A-2C, 4A-4B, SA-5B and 6, the contact
elements 21', 21" and 21" are contact probes of the “buckling beam” type.

In a further alternative embodiment of the present disclosure, shown in
figure 7, the contact elements of testing head 20 are in the form of pogo pins. In this
embodiment, the testing head 20 comprises the lower guide 40 and the upper guide 42 and
does not comprise the intermediate guide 41.

In particular, each contact element 21', 21" and 21" comprises a body 21pp
that includes a casing 33 and an elastic member 34 arranged inside the casing 33. A first
end of the elastic member 34 is connected to a first end portion or contact tip 24 of the
pogo pin, whereas a second end of the elastic element 34, opposite the first end, is
connected to a second end portion or contact head 25 of the pogo pin. The contact tip 24,
which is inserted into guide holes 40h formed in the lower guide 40, is apt to abut onto
contact pads 26 of a device under test integrated on a wafer 27, whereas the contact head
25, which is inserted into guide holes 42h formed in the upper guide 42, is apt to abut onto
contact pads 28 of a space transformer 29, the lower guide 40 and the upper guide 42 being
separated by a gap 35.
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The casing 33 of each pogo pin preferably has a cylindrical shape, but
obviously other shapes are also possible.

Conveniently, the lower guide 40 and/or the upper guide 42 comprises the
first conductive portion 30', which includes and electrically connects the holes of a first
group 40’ of the guide holes 40h to each other, and/or the holes of a first group 42' of guide
holes 42h. Obviously, the lower guide 40 and/or the upper guide 42 may also comprise the
second conductive portion 30", which includes and electrically connects the holes of a
second group 40" of the guide holes 40h to each other, and/or the holes a second group 42"
of guide holes 42h. The lower guide 40 and/or the upper guide 42 may also comprise the
third conductive portion 30", which includes and electrically connects the holes of a third
group 40" of guide holes 40h to each other, and/or the holes of a third group 42" of the
guide holes 42h, the third conductive portion 30" being preferably formed on the lower
guide 40.

The guide holes of the first group 40’ and/or of the first group 42’ house first
contact elements or pogo pins 21’ apt to carry ground signals, the guide holes of the second
group 40" and/or of the second group 42" house second contact elements or pogo pins 21"
apt to carry power signals, whereas the guide holes of the third group 40" and/or the third
group 42" house third contact elements or pogo pin 21" apt to carry input/output signals
between the device under test and the test equipment.

The casing 33 of the body 21pp of each pogo pin is shaped so as to define a
first surface S1 and a second surface S2, arranged at opposite ends of the casing 33 along a
longitudinal axis H-H thereof, which surfaces S1 and S2 are apt to abut onto the lower
guide 40 and the upper guide 42, respectively, the casing 33 of the pogo pins having a
maximum cross-sectional size (generally around 80 um) that is greater than a diameter of
the guide holes, the term diameter indicating a maximum cross-sectional size of the guide
holes, even of non-circular section.

The contact tip 24 and the contact head 25 are electrically connected to the

casing 33 of the pogo pins, said casing 33 being made of a conductive material.
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In this way, the pressing contact between the casing 33, in particular
between the surfaces S1 and S2 thereof, and the first conductive portion 30" ensures the
electrical connection between the first pogo pins 21’ housed in the first group 40" and 42’ of
guide holes of the lower guide 40 and the upper guide 42, respectively, said pogo pins
being apt to carry ground signals, while the pressing contact between the casing 33, in
particular between the surfaces S1 and S2 thereof, and the second conductive portion 30"
ensures the electrical connection between the second pogo pins 21" housed in the second
group 40" and 42" of guide holes of the lower and upper guide 40 and 42, respectively, said
pogo pins being apt to carry power signals. Similarly, the pressing contact between the
casing 33, in particular between the surfaces S1 and S2 thereof, and the third conductive
portion 30" ensures the electrical connection between the third pogo pins 21" housed in the
third group 40" and 42" of guide holes of the lower and upper guides 40 and 42,
respectively, said pogo pins being apt to carry input/output operating signals.

In other words, the electrical connection between the pogo pins 21', 21" and
21" and the conductive portions 30’, 30" and 30", respectively, is in this case performed by
means of a pressing contact of the first surface S1 and the second surface S2 of the casing
33 on the lower guide 40 and on the upper guide 42, respectively, the conductive portions
being formed on a superficial portion of the lower guide 40, in particular on a face FA
thereof, said face FA being an upper face according to the local reference system of figure
7, and/or on a face FE of the upper guide 42, said face FE being a lower face, still
according to local reference system of figure 7.

The use of pogo pins as contact elements is particularly advantageous
because in this case it is not necessary to guarantee a brushing contact between the contact
elements and the inner surface of the guide holes, a pressing contact between the casing 33,
in particular between the surfaces S1 and S2 thereof, and the guides being sufficient to
ensure the proper electrical connection between the conductive portions and the contact
elements, wherein suitable groups of those contact elements are in this way electrically

connected (short-circuited) to each other.
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According to a further embodiment of the present disclosure, shown in
figure 8A, the lower guide 40, which comprises the first conductive portion 30’, comprises
at least one first common pad 36’ connected to the first conductive portion 30’ by means of
a first conductive track 37'. In this way, the first contact elements 21" apt to carry ground
signals are connected to the first common pad 36’ by means of the first conductive track
37', the first common pad 36’ therefore being a common ground pad. Even if figure 8A
only shows the lower guide 40, also the intermediate guide 41 and/or the upper guide 42
may comprise a first common pad and a respective first conductive track.

The common pad 36’ may be connected by means of a first connection wire
to a housing (not shown) of the testing head 20.

Furthermore, as shown in figure 8B, the lower guide 40 and/or the
intermediate guide 41 and/or the upper guide 42 (the lower guide 40 in the figure) may
comprise at least one second common pad 36" connected to the second conductive portion
30" by means of a second conductive track 37". In this way, the second contact elements
21" apt to carry power signals are connected to the second common pad 36" by means of
the second conductive track 37", the second common pad 36" therefore being a common
power pad.

As shown in figure 8C, the lower guide 40 and/or the intermediate guide 41
and/or the upper guide 42 (the lower guide 40 in the figure) may also comprise at least one
third common pad 36" connected to the third conductive portion 30" by means of a third
conductive track 37". In this way, the third contact elements 21" apt to carry input/output
operating signals are connected to the third common pad 36" by means of the third
conductive track 37", the third common pad 36" therefore being a common signal pad.

The presence of a common pad 36', 36", 36" connected to the respective
conductive portion 30', 30", 30" allows to extract a respective signal from the testing head
20 and to connect it, for example, to a PCB connected to the testing head 20. The common
pad therefore can carry a monitoring signal, for example of the voltage levels on the

corresponding guide.
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As shown in figure 9A, it is also possible to provide the presence on a guide
of a further conductive portion 30bis added to the conductive portions 30’, 30" and 30", the
further conductive portion 30bis including and metallizing a single guide hole 40h,
preferably housing a third contact element 21" which carries input/output signals. In this
case, the guide also comprises a further common pad 36bis connected to the further
conductive portion 30bis by means of a further conductive track 37bis. In this way, the
third contact element 21" housed in such a metallized hole is electrically connected to the
further common pad 36bis by means of the further conductive track 37bis, so that it is
possible for example to transport an input/output signal from the further common pad 36bis
towards a PCB. It is also possible to provide the presence of a plurality of further
conductive portions, separated from each other, each performing the metallization of a
respective single guide hole 40h, such further conductive portions being possibly connected
to each other by means of conductive tracks or by means of circuit components if needed.

Furthermore, according to an alternative embodiment of the present
disclosure shown in figure 9B, it is possible to provide that at least two conductive portions
(two first conductive portions 30’ in figure 9B, but not limited to these) of the guide 40 are
electrically connected to each other by means of a conductive track 39 in the guide, so as to
be able to electrically connect to each other groups of contact elements apt to carry a same
type of signal but that are housed in respective groups of guide holes distanced from each
other in the guide (two groups 40’ in figure 9B but not limited to these).

Finally, according to an embodiment shown in figures 10A and 10B, the
guide 40, which comprises at least one conductive portion (the conductive portion 30’ in
the figures but not limited thereto), also comprises at least one circuit component 50
connected to the conductive portion, which forms a common conductive plane.

In particular, in the example of figure 10A, the guide 40 comprises at least
two conductive portions (two first conductive portions 30 in the figure but not limited
thereto), the circuit component 50 being electrically connected thereto. As an example, the
circuit component 50 is a filtering capacitor, still indicated with the reference number 50,

having its capacitor plates or rheophores 50r connected to respective conductive portions.
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The capacitor 50 is able to electrically connect to each other conductive portions that are
apt to short-circuit contact elements apt to carry ground, power, or input/output signals.
Advantageously, such an embodiment allows to maximize the filtering effect of the
capacitors 50, and therefore to reduce the interferences caused by contact elements that
carry ground and power signals to a minimum, as well as to optimize the loop-back
technique, since said capacitors 50 are thus positioned as close as possible to the contact
tips of the contact elements (7.e., on the lower guide 40), namely close to the wafer 27.

Alternatively, as shown in figure 10B, it is also possible to provide a
configuration wherein the capacitor 50 has a first capacitor plate 50r1 connected to a
conductive portion which includes a plurality of guide holes (the conductive portion 30" in
the figure but not limited to this) and the other capacitor plate S0r2 connected to a
conductive portion that includes and metallizes a single guide hole.

The circuit component 50, which is preferably a filtering capacitor, may also
be any other component suited for specific needs, as for example an inductor or a resistor
or a relay, possibly housed in suitable housing seats formed in the guide. For example, it is
possible connect a pair of inductors at two conductive portions (such as the two first
conductive portions 30’ in the figure but not limited to these) apt to be short-circuited in a
loop-back configuration and to monitor the signal at those conductive portions.

In conclusion, the present disclosure provides a testing head wherein at least
one guide comprises at least one conductive portion that includes and electrically connects
to each other guide holes apt to house contact elements carrying a same type of signal.

Advantageously according to the present disclosure, the contact elements
that carry ground signals are therefore electrically connected in the testing head, preferably
at the lower guide, which allows to considerably reduce (or even to completely eliminate)
the signal noise generated by the different grounds, since the conductive portion of the
guide forms a ground plane common to all the ground contact elements.

Similarly, also the electrical connection between the contact elements that

carry power signals contributes to reducing interferences and therefore the noise in the
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testing head. In this way, advantageously according to the present disclosure, it is possible
to reduce the common mode noise.

Consequently, the present disclosure allows an overall improvement of the
frequency performances of the testing head.

Furthermore, also the electrical connection between contact elements that
carry operating signals (i.e., input/output signals), preferably at the lower guide, allows an
increase of the frequency performances of the testing head in case there is a need to
electrically connect two or more contact pads of the device under test.

Advantageously, it is possible to short-circuit groups of probes to each other
(and therefore also the corresponding pads of the device), without transporting the relative
signal of the test equipment, said short-circuit occurring at the lower and/or intermediate
guide, 7.e., close to the device under test, in this way improving the electrical performances
of the short-circuit.

The possibility of short-circuiting the ground and power contact elements
allows to improve also the current performances of the testing head of the present
disclosure, also avoiding possible burning of the contact elements.

It is also possible to obtain a testing head with improved performances in
terms of signal filtering, thanks to the presence of suitable circuit components, in particular
capacitors electrically connected to the conductive portions.

Finally, the presence of a common pad allows to access to the contact
elements directly from the housing of the testing head, such a common pad therefore
replacing the plurality of contact pads and also allowing monitoring of the respective
signals.

From the foregoing it will be appreciated that, although specific
embodiments of the disclosure have been described herein for purposes of illustration,
various modifications may be made without deviating from the spirit and scope of the
disclosure.

The various embodiments described above can be combined to provide

further embodiments. These and other changes can be made to the embodiments in light of
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the above-detailed description. In general, in the following claims, the terms used should
not be construed to limit the claims to the specific embodiments disclosed in the
specification and the claims, but should be construed to include all possible embodiments
along with the full scope of equivalents to which such claims are entitled. Accordingly, the

claims are not limited by the disclosure.
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CLAIMS

1. A testing head apt to verify the operation of a device under test integrated
on a semiconductor wafer comprises:

a plurality of contact elements, each comprising a body that extends between a
first end portion and a second end portion, and

at least one guide provided with a plurality of guide holes apt to house the contact
elements,

wherein the at least one guide comprises a first conductive portion that includes
and electrically connects a first group of guide holes, of the plurality of guide holes, to each other
and is apt to contact corresponding first contact elements, of the plurality of contact elements, apt

to carry a first type of signal.

2. The testing head of claim 1, wherein the first conductive portion is locally

interrupted by at least one non-conductive zone.

3. The testing head of claim 4, wherein the at least one guide comprises at

least one coating dielectric portion that covers the at least one non-conductive zone.

4. The testing head of claim 1, wherein the at least one guide includes:

a second conductive portion including and electrically connecting the holes of a
second group of the guide holes to each other, the second group housing second contact elements
of the plurality of contact elements, the second contact elements being apt to carry a second type

of signal, the first and second types of signals chosen between ground signals and power signals.

5. The testing head of claim 4, wherein the first conductive portion is formed
on a first face of the at least one guide, and the second conductive portion is formed on a second

face of the at least one guide, the second face being opposite to the first face.
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6. The testing head of claim 4, wherein the at least one guide includes a
lower guide, an intermediate guide, and an upper guide, the lower guide and the intermediate
guide being separated from each other by a first gap, the intermediate guide and the upper guide
being separated from each other by a second gap, each of the lower, intermediate and upper
guides comprising respective guide holes for housing the contact elements, the first and second
conductive portions being formed on respective faces of the upper, intermediate and lower

guides.

7. The testing head of claim 4, wherein the at least one guide includes a
lower guide, an intermediate guide and an upper guide, the lower guide and the intermediate
guide being separated from each other by a first gap, the intermediate guide and the upper guide
being separated from each other by a second gap, each of the lower, intermediate and upper
guides comprising respective guide holes for the housing the contact elements, the first and
second conductive portions being formed on a same face of one of the upper, intermediate and
lower guides and being physically and electrically separated from each other by at least one non-

conductive zone.

8. The testing head of claim 4, wherein the at least one guide includes at least
one third conductive portion that includes and electrically connects a third group of the guide
holes to each other and house third contact elements apt to carry input/output signals between the

device under test and a test equipment.

0. The testing head of claim 1, wherein the first conductive portion covers at

least one portion of an inner surface of each guide hole of the first group of guide holes.

10. The testing head of claim 1, wherein the at least one guide comprises at

least one common pad connected to the at least one conductive portion by a conductive track.

31

FormFactor Ex. 1002, p. 396
FormFactor v. Technoprobe
IPR2024-00933



11. The testing head of claim 1, wherein the at least one guide comprises a
further conductive portion at one of the guide holes that is apt to house a single contact element,
the at least one guide comprising a common pad connected to the further conductive portion by a

conductive track

12. The testing head of claim 1, wherein the at least one guide comprises a
further conductive portion at one of the guide holes that is apt to house a single contact element,
the at least one guide comprising a conductive track that connects the conductive portion to other

conductive portions.

13.  The testing head of claim 1, wherein the first conductive portion is

embedded in the at least one guide.

14.  The testing head of claim 1, wherein the first conductive portion is one of

a plurality of conductive portions overlapped to and electrically insulated from each other.

15. The testing head of claim 1, wherein the at least one guide includes a
second conductive portion including and electrically connecting the holes of a second group of
the guide holes to each other, the second group housing second contact elements of the plurality
of contact elements, the testing head further comprising at least one conductive track that
electrically connects the first and second conductive portions including and electrically
connecting the holes of the first and second groups of the guide holes to each other, the contact

elements included in the second group being apt to carry the first type of signal.

16. The testing head of claim 1, further comprising a circuit component,

which is electrically connected at least to the first conductive portion of the at least one guide.
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17. A testing head apt to verify the operation of a device under test integrated
on a semiconductor wafer comprises:
a plurality of contact elements, each comprising a body that extends between a
first end portion and a second end portion; and
at least one guide provided with a plurality of guide holes apt to house the contact
elements,
wherein the at least one guide comprises:
a first conductive portion including and electrically connecting holes of a
first group of the guide holes to each other, the first group housing first contact elements; and
a second conductive portion including and electrically connecting holes of
a second group of the guide holes to each other, the second group housing second contact
elements, the first and second contact elements being apt to carry respective same type of signal

chosen between ground signals and power signals.

18. The testing head of claim 17, wherein the first conductive portion is
formed on a first face of the at least one guide, and the second conductive portion is formed on a

second face of the at least one guide, the second face being opposite to the first face.

19.  The testing head of claim 17, wherein the at least one guide includes a
lower guide, an intermediate guide, and an upper guide, the lower guide and the intermediate
guide being separated from each other by a first gap, the intermediate guide and the upper guide
being separated from each other by a second gap, each of the lower, intermediate and upper
guides comprising respective guide holes for housing the contact elements, the first and second
conductive portions being formed on respective faces of the upper, intermediate and lower

guides.

20.  The testing head of claim 17, wherein the at least one guide includes a
lower guide, an intermediate guide and an upper guide, the lower guide and the intermediate

guide being separated from each other by a first gap, the intermediate guide and the upper guide
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being separated from each other by a second gap, each of the lower, intermediate and upper
guides comprising respective guide holes for the housing the contact elements, the first and
second conductive portions being formed on a same face of one of the upper, intermediate and
lower guides and being physically and electrically separated from each other by at least one non-

conductive zone.

21.  The testing head of claim 17, wherein the at least one guide includes at
least one third conductive portion that includes and electrically connects holes of a third group of
the guide holes to each other and house third contact elements, of the plurality of contact

elements, apt to carry input/output signals between the device under test and a test equipment.

22. The testing head of claim 17, wherein the at least one guide comprises at

least one common pad connected to the first conductive portion by a conductive track.

23. The testing head of claim 17, wherein the at least one guide comprises a
further conductive portion, which includes one of the guide holes apt to house a single contact
element, the at least one guide comprising a common pad connected to the further conductive

portion by a conductive track

24.  The testing head of claim 17, wherein the first conductive portion is

embedded in the at least one guide.

25.  The testing head of claim 17, wherein the first and second conductive

portions are overlapped to and electrically insulated from each other.
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ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

A testing head apt to verify the operation of a device under test integrated on a
semiconductor wafer comprises a plurality of contact elements, each comprising a body that
extends between a first end portion and a second end portion, and a guide provided with a
plurality of guide holes apt to house the contact elements, the guide comprising a conductive
portion that includes and electrically connects the holes of a group of guide holes to each other
and is apt to contact a corresponding group of contact elements apt to carry a same type of

signal.
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TRCOTORITI » Ing. Berbars Fervard
Techpoprobe 8.pd. {fecr, Albs w822 B}

Domanda 4 brevettn per invenwione industriale dal titolor "Testa &
misurs con migliorate proprietd in Feguenua”

a nome: TECHNOPROBE B.p.A.

con sede iy Cernuses Lombardone (10}

® 3 * * &

1814

RIASSUNTO
Una testa Jf misura {20), atta a verificars s funsionalita &f un

dispositive da tostare integralo su un waler semicondutiore, comprends

almence una guida (40, 41, 43) dotata & vos pluralit® & ford guida 40k,

10 31k, 4230 atl ad sllopgare unae plurslitéd di clermentt d contattn {317
R 21T, ciascuno & fall elementt o contdmitc 21, 21V, 209

comprendende un corpe {8lpr, Alppl che s estende tra una privs

b

poreione i estromid {24) od wos seoonda porzione di estremiti {35}
Opportunamentes, Palmene una guida (40, 41, 92} dells testa di misura
13 {20} comprende almene una porsions conduttiva {307 308, 30™ che
include ¢ mette in collepamente cletirics almeno un gruppo (307, 407,

4070 41, 417, 417, 47 427, 427 det fort guida B0h, 91h, 42h} od ¢ atia

a contattare un corrjspondente gruppe deght slementt i contatto {21,

X

31V, 217, tall clement] 4 contatto 217, 21%, 21 di tale corrispondenite

20 gruppo essende attd al trasporte di uno stesso tipe 4i segnale.
{Figura 24}
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DESCRIZIONE

Coamupoe &t applicasione

La presente invenzione fa riferimento ad uns testa & misura

per i1 test i dispositivi clettrontct fmtegeafl su un substralo

S sernicondutiors, Pilt specificatamente, o presente invenzione fa
riferfmento ad une testa & miswrs comprendents almene una guida
dotate di una pluralita di forl guida att ad allogglare una pharalita &

slemnentl di contatte © W desorizione che segue & fatta con riferiments a

%

”qmzém campo & app;imé:iﬁne con i solp scopo dit semplificarne
10 i’éspt}&i&t:mne:.
Arte nota
Come & ben noto, una testa i misura [probe head] ¢ un
dispositive clettronice alto a metieres i collegamente eletivico wna
phuralitd i plazeole di contatto di una microstruttus, gquale un
18 dispositive Integrate su un waler scrsicondutiore, con corvispandents
canali di una macchina & wmisurs che ne esegue la venifica di

funsionaditd, in particolare eletirica, o gonericamente 1 fest,

I test effettuato st dispositiv integrati serve in particolare a
rievare od izclare dispositivi difettost g@ in fese 4 produsions.
25 Nermalmente, le teste di misurs vengono quindl utitiezate per i1 test
eletivies  del dispositiv wtegratl su wafer prima del taghic ¢ ded
montaggio degh stessl allintern di un packsge & contenimento.

Generstmente, una testa $ misura comprende una pluralitd,

di olementt di contafio o sonde di contatto trabttonuts da almens una

25 guida o da almene una coppia di guide {o suppertl} sostanzialments
-3
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Techuoprobe 8.0.A. {iser, Albo 8822 8}

plastriformt e paraliele tra lovo, Tall guide sonw dotate 4 apposity fort
guidda o sono poste ad ung osrta distanza fra .‘;»:,\m m modo da lasclare
&

una sona litbera © zona dana per 0 movigends ¢ Peventuale

deformasione delle sonde & contatin, lo guall sone aslloggiate in modo

(€3

scorrevole in tall for! guida. La coppia i pudde comywende in particelare
uns puide superiore od una guida inferiors, entrambe provviste G for
guida entre cul svorrons assiabmente le sonde di contatio, mormaiments

formate da 8h i lephe speciall con buone proprictd sletiriche ¢

meceaniche.

16 i1 bupn collegamento fra b sonde di contatte ¢ le plaseole &3
pontatte del dispositive da tostare & assiourato dalla pressione dedla
testa di misura sul dispositive stesso, le sonde & contatio subends, in
cocasiene di tale contattn promente, una Hessione allintemo della zona

daria tra e guide ed vne scoromente alllnderno del relativt fori guida.

& Teste di misura 4 questo Hpo sono comunementes denominate Sa Qﬂr\.&@
verticalt” od indivate con il termine snglosassone "vertical probe head®,

It sostanza, o teste di misurs a sonde verficall presentano

una zona daria in owl avviene una fessione delle sotde d1 cantatto, tale
flessione polendo essers alutafa tramite un’opporiune configurasions
20 delle sonde sivsse o delle oro guide, come llustrate schematicamente
i fgurs 1.

in particclare, nella figura 1 ¢ schematicamente Hustrata una

tosts di omisura 1 comprendende slmene una guida superiere &,

vsualmente vbicata come “upper die¥, od una guids inferiors 3,

53
fo1
ol
A
2
S
3
Pk
rer
i
e
=4
N
e
%
s
‘o]

tdicata come “lower die”, separate da una sona ara 13,
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aventi rispettivi fori guida 4 e 5 entro 1 quali scorre una pluralitd di
sonde di contatio 6, solo una senda della pluralita di sonde di contatto
essendo mostrata per semplicita in figura 1.
Ciascuna sonda di contatto 6 termina ad un'estremnitd con
5 una punta di contatto 7 destinata ad andare in bafttuta su una piazzola
di contatto 8 di un dispositive da testare integrato su un wafer 9, cosi
da realizzare il contatto meccanico ed elettrico fra tale dispositive da

testare ed una apparecchiatura di test {non rappresentata) di cui tale

testa di misura forma un elemento terminale.

10 , Con il termine “punta di contatto” si indica qui ¢ nel seguito
una zona o regione di estremitd di una sonda di contatto destinata al
contatto con una piazzela di contatio del dispositive da testare, tale
zona o regione di estremita essendo non necessariamente appuntita.

In alcuni casi le sonde di contatto sono vincolate alla testa di

15 ‘misura in corrispondenza del supporte piastriforme superiore in

maniera fissa: si parla di teste di misura “a sonde bloccate”,

Pit1 frequentemente peré si utilizzanc teste di misura con

sonde non vincolate in maniera fissa, ma tenute interfacciate ad una
cosiddetta board, eventualmente mediante una microcontattiera dotata
20 di una pluralita di piazzole di contatto: si parla di teste di misura “a
sonde non bloccate”. La microcontattiera € chiamata usualmente “space
transformer” dal momente che, oltre al contatto con le sonde, consente
anche di ridistribuire spazialmente le plazzole di contatto su di essa
realizzate rispetto alle piazzole di contatio presenti sul dispositivo da

25 testare, in particolare con un allentamento dei vincoli di distanza tra i
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centri delle piazzole stesse.

In guesto caso, come illustrato in figura 1, ognt sonda di
contatto 6 presenta wuna ulteriore zona o regione di estremitd che
;termma con una cosiddetta testa di contatto 10 verso una piazzola di

S contatte 11 di una pluralitd di piazzole di contatio di uno space
transformer 12, II buon contatto elettrico tra somde 6 e space
transformer 12 viene assicurate mediante la battuta in pressione delle

teste di contatto 10 delle sonde di contatioc 6 sulle piazzole di contatto

11 dello space transformer 12 in maniera analoga al contatto tra le

s

10 punte di contatto 7 con le piazzole di contatto 8 del dispositive da
testare integrato sul wafer 9.

Sono noti nel settore anche elementi di contatto nella forma di
pogo pin, 1 quali comprendono esscnzialmente un corpo elastico

collegate a due porzioni di estremita, tale corpo elastico comprimendosi

e
Ut

in occasione del contatto delle porzioni di estremita con le piazzole di
contatto del dispositive da testare ¢ dello space transformer.

Generalmente, allinterno di una testa di misura, ghi elementi

di contatto sono suddivisi in elementi di contatio destinati a trasportare
segnali di alimentazione e di massa verso i dispositivo da testare, e in
20 elementi di contatto destinati a trasportare segnall operativi, in
particolare segnali di ingresso/uscita, tra 'apparecchiatura di test e i
dispositive da testare.

In una testa di misura del tipo sopra descritto, € note che la
presenza di numerosi elementi di contatio destinafi al trasporto di

25 segnali di massa,; cosi core la presenza di elementi di contatto destinati
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al trasporto di segnali di alimentazione, crea interferenze, causando

guindi una rumoroesitd nei segnali di ingresso/uscita utilizzad per la

verifica del dispositive da testare, i che lmita le prestazioni in

frequenza della testa di muisura. Nel caso di elementi di contatto

3 destinati al trasportc di segnali di massa, possono inclire sorgere
svantaggiosi loop di massa.

E altresi nota 'la necessita di mettere in cortocircuito due o piti

plazzole di contatio del dispositivo da testare. Seconde una soluzione

nota, conosciuta nel settore con il nome d1 look-back, & possibile
10 mettere in cortocircuito due piazzole di contatio del dispositivoe da
testare {ramite le sonde di contatto della testa di misura, in cul una
prima sonda frasporta un segnale da una pmm& piazzola del dispositivo
da testare verso Vapparecchiatura di test e da questa il segnale viene
richiuso su una seconda piazzola del dispositivo da testare tramite una
15 seconda sonda di contatto che contatta tale scconda piazzola. In guesto
caso, tuttavia, la distanza percorsa dal segnale dal dispositivo da testare

fino allapparecchiatura di test e viceversa causa una riduzione delle

prestazioni in frequenza della testa di misura,

E quindi ben sentita nel setiore lesigenza di migliorare le
20 prestazioni in frequenza di una testa di misura.

i1 problema tecnico della presente invenzione & guindi guello
di escogitare una testa di misura per il test di dispositivi elettronici,
avente caratteristiche funzionali e strutturali tali da consentire di
superare le limitazioni e glt inconvenient che tuttora affliggonoe le teste

25 di misura realizzate secondo larte nota, in particolare in grado di
$]

FormFactor Ex. 1002, p. 427
FormFactor v. Technoprobe
IPR2024-00933



TROOTERITR Ing. ¥arbsrs Fervard
Technopgrobs B4 {Isvr, Albo u 822 B}

vidurre, se non clminare, in maniera semplice le interferense ¢ gundi §
rumore dovuto alls presenze degll sloment & contatte 4 massa e di
slimentazione, nonché di permetters # collegaonentn  clettrivo ta

3

plazzole & contatio i un dispositive da {estare senza ridurre le

(&8

prestagiont in freguenza della testa 41 misura stessa.

Soramano dellinvensione

¥

Liden di soluzione che sta alla base dells presende invengione

¢ guella di realiszare una tests di misura in cul almeno una guda &

“dotafa i Y muida per Fallogiiamento di elermenti di contatto destineti
16 al trasporto i segnall operativi, ovvere segnadl di mgresse/useita fra

‘tm’ap;:s,ar‘es‘;mhiamra M test & un dispositive da testare, noenché i

alimentazions, slmene un gruppe ded fort gudda moowl sone alloggiatd

tall elementi di contatte di massa oo almeno un gruppe da ford guids

33

is in cul sono alloggiafl tall clementi di contatte i alimentazions efo

3

ahoene un gruppe del forl guida in oyl sono \iﬁué,g,dti tali clementi

<

contatio di ingresso/uscita essende messt in coliegamento sletivics da

w

una  porzione  corcluttive  realizzats in tale oguids, tale  porzione
conduttiva formando un plane conduitive comune,
20 Sulla base ::_ifg tale idea di solusions, # suddette problema

.

teenisp & risolto da wna iosta di wdsura atta a vertficars o funzionalita

di un dizpositive da testare integrato su un waler sewiconduliors, la
testa i wisura comprendends almeno una guida doetata dl usa
pluralitd di fort guida atg ad a&s&g&«wc una pluralitd & clementi &

25 costintio, clascuns di tall clementi & {‘sf‘mim comprendendo un corpoe

“3
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che sl estende fra ung prima porsione di estremitd ed una seconda
pordione &l estremitd, tale tosta di misura essends caratterizasta dal
fatto che tale slmeno una guida oomprends almeny una porsione
cenduttiva ¢he msim‘s gomette in onllegimento eletivion almero un
3 gruppe da fort guida t‘:%'}z & afta a contattare un cotrispondente gruppe
degi  slementt di contatte, tall clomenti di ocomtatte di tale
cortispondents gruppo essendo atfl &l trasportn &1 une stesso tpo &

segnale,

By in particolare, Ulnvenzione comprende le soguentd

SN caratteristiche  supplementart ¢ facoliative, prese singola armente o
alloccorrenza in combinagions,

Secorsdo un aspetiv della presente nvenzions, la testa i

wisura pud comprendere almene una prima porzione conduitiva o

almens una seconda porsione condultiva, Ia prima porsione conduttiva

5 mcmﬁmm: e raettendo in collegamento elettrico un primo gruppe di ford

guida che alloggls primi clementi di contatto, la scconda porzions

condutiive Inchudendo ¢ mettendo in oeollegamento &Et‘ih“zms urn seconds

gruppoe di fori guida che alloggia secondi elementt & contatto.

in particolare, § primd elementi di contatte alloggiatl nel primo

N

20 gruppe del ford guida possono cssere atil &l trasporto & segunali di
massg, ¢ 1 secondi elemendt & contatto alloggiat nel secondo gruppo del

%3

ford puida possono essere atti al trasporto i segnall di alimentazione.

porzione condutiiva pud essere resly z:,-am su una faccis dell’almeno una
35 guida ¢ Yaltra porgione condutiiva pud essere realizzats st una faccda
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opposta di tale almeno una guida.
Secondo un aspetto della presente invenzione, almeno una
porzione conduttiva puo essere separata da ulteriori porzioni conduttive
e/o pud essere localmente inferrotta tramite almenc una zona non
5 conduttiva in modo da non permettere i1 collegamento elettrico tra
elementi di contatto destinati al trasporto di segnali differenti e/o
elementi di contatte che non devone essere corfocircuitati.

A tal proposito, si sottolinea che lalmeno una guida pud

“tomprendere almeno una porzmone dielettrica di rivestimento che
10 ricopre tale almeno una zona non conduttiva,

| Ulteriormente, la testa di misura dellinvenzione pud

comprendere alinenc una guida inferiore, almenc una guida intermedia,

e almeno una guida superiore, la guida inferiore e la guida intermedia

essende separate tra lorpg da una prima zona daria e la guida

15 intermmedia ¢ la guida superiore essendo separate tra loro da una

seconda zona d’aria, ciascuna delle guide comprendendo rispettivi fori

guida per Palloggiamento degli elementi di contatio, e dal fatto che una

tra la prima ¢ la seconda porziorﬁe conduttiva é realizzata su una faccia
della guida inferiore e Paltra porzione conduttiva é realizzata su una
20 faccia della guada intermedia.

Alternativamente, la testa di misura delllnvenzione pud
comprendere almeno una guida inferiore, almeno una guida intermedia,
e almeno una guida superiore, la guida inferiore e la guida intermedia

H

essendo separate fra lore da una prima zona daria e la guida

25 intermedia e la guida superiore essendo separate tra loro da una
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seconda zona d’aria, ciascuna delle guide comprendendo rispettivi ford

guida per Palloggiamento degli elementi di contatto, e dal fatto che sia la

guida inferiore sia la guida intermedia comprendono sia la prima

porzione conduttiva sia la seconda porzione conduitiva, tali porzioni

5 conduttive essendo fra loro separate fisicamente ed elettricamente da
una zona non conduttiva delle guide,

Nello speciﬁco, anche in questo caso, 1 primi elementi di

contatto alloggiati nel primo gruppo dei fori guida possono essere atti al

trasporto di segnali di massa, e i secondi elemmenti di contatto alloggiati
10 nel secondo gruppo dei fori guida possono essere atti al trasporto di
segnali di alimentazione.

Ulteriormente, la testa di misura dellinvenzione pud
comprendere almeno una terza porzione conduttiva che include e mette
in collegamento elettrico un ferzo gruppo dei fori guida che alloggia terzi

15 elementi di contatta. In particolare, i terzi elementi di contatto alloggiati
nel terzo gruppoe dei fori guida possono essere attl al trasporto di segnali

operativi  di ingresso/uscita tra il dispositivo da testare e

Papparecchiatura di test,

Secondo un aspetto della presente invenzione, lalmenc una
20 porzione conduttiva pud rivestire almeno una porzione di una superficie
interna di ogni foro guida di tale gruppo di fori guida.

Seconde un saliroe aspetto della presente invenzione, gl
elementi di contatto possono essere nella forma di sonde di contatto in
el il corpo presenta una deformazione.

25 Alternativamente, ghi elementi di contatto possonc essere nella

- 10~
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forma di pogo pin, il loro corpe comprendendo un involucro € un

elemento elastico disposto nellinvolucre, il quale definisce una prima

superficie ed una seconda superficie, almeno una esse essendo atta ad

andare in battuta sull’almeno una guida, il collegamento elettrico tra gl

5 sl.emanti di contatto e I'mimenc una porzione conduttiva essendo un
contatto premente tramite tale prima e/ o seconda superficie,

Secondo un aspetto della presenie invenzione, lalmeno una

guida pud comprendere almeno un pad comune collegato all’almeno

una porzione conduttiva mediante una pista conduttiva. -

10 Seconde un altro aspetio della presente invenzicne, Palmeno
una porzione conduttiva pud essere disposta su una faccia dell’almenco
una guida e pud avere ur’area inferiore ad un’area della faccia di tale
almeno una guida.

Alternativamente, Valmenc una porzione conduttiva pud

15 ricoprire una faccia dell'almenc una guida, mettendo in collegamento
clettrico tale almeno un gruppo dei fori guida, ad eccezione di aree in

cui sono realizzati fori guida che non appartengono a tale alimeno un

gruppo. »

Secondo un altro aspetto df—:ﬂé presente invenzione, almeno
20 1una guida pud comprendere almeno un'ulteriore porzione conduttiva, la
quale include uno dei fori guida destinato ad alloggiare un singolo
clemento di contatto, tale almeno una guida comprendendo un ulteriore
pad comune collegato a tale almenc una ulteriore porzione conduttiva
mediante un’ulteriore pista conduttiva e/¢ comprendendo una pista

25 conduttiva che collega tale almeno una ulteriore porzione conduttiva ad

-11-
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altre porziont condutiive,
Vi @ inoltre da notare che Vaboerw una porsione conguttiva
i essere annegata nell'almeno una guida.

Rocondo un alteo aspetio della presente wmvenzione, almeno

o

una porzions condutiiva pud comprenders una pluralith & porz
conduttive sovrapposte ¢ isolate eletiricamente fra Ioro,

Seconde wn allre azpetio ancors della presents wvensione, 1a
testa di omisurs pud comprendere almeno una pista conduttive che

collega elettricamente almenn due pnm:iz:wx conduttive ohe includone e

&

16 mettone in cellegamento eletivice due relativi gruppd det ford guida e

gruppt degli clementi di contatin,

X3

sono atts & contatlare corrispongdent
tall elemenii di contatto iﬁ{:iusi in tali relativi gruppt essendo &1\3 al
asporto di unoe stesso tpoe di segnale.
Infineg, la tosta & misura dellinvenzione pud cowmprendere
15 ulferiprmente almeno un componente elettrontes, proferibidments un
condensatore & filtraggie, collegate cletivicamente ad almeno iake
almene una porzione conduttiva i tale ahuneno uns puuds.

Le carattevistiche ¢ § vantaggl della testa dif rmisura secondo

invenzione risuleranne dalla descrizione, fatia gui 41 seguite, df un
B suo esempio di realissasions date a titok indicative 2 non Hmitative con
riferimento al disegni allegati.

Breve deserizione ded disegnd

I tal disegny

- fa fHgura 1 mostrs schegaticaments una testa i misurs

£
9

realizzats sepondo im*te nota;
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e fipure 3&3C mostrane schematicamente uns festa d
misura realizeata secondo differentt forme di realizzasione della presents
vensions;

- lg figure 3430 mostrane schematicamente una vista

bt 41

dalfaltp di una guida della testa & misura delle figare 24.2C,
rispettivaments, mentre la fgura 3D mosirg schamaticaments una visia
dallalto & una guide di una testa i misurs seoondoe una variante di

realizagzione allernativa della progente mvengions;

~ 1o figure 44 ¢ 4B mostrane schematicamente una testa &
10 misura  seconde  ulioriori variantl 4l realisessione della presende

wenzions)
- le fgure 34 ¢ 5B mpatrane schematicaments una porzione &
una testn & minvgn secondo ulteriort variantl b realizzasione della

presente invenzions;

15 - ia figura & mostra schensaticaments s porzione 41 wna
festa di miswra seconde ancora urdulterore variante di realizzazions

dedla presente invenezions;

~ la figura ¥ omostra schemativarnents una festa di midsura
realizzata seconde una forma 4 reslizsazione alicrnativa della presente
20 invenzione, in o clemendi A contatto sono nells formea di pogoe phy

< e fipure SA8C mostrane schematicamente viste dallalio o3
una guida & una testa 4 misura seconde ulteriont variantl &

realizaazione della presents invensions;

~ le figure BA © 90 mostrane schematicamente viste dallalto

&5 una guikda dl una testa di misurs seoonds ulteriort variantl &
- 13-
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realizeazions della presente invensione; e
~ 1o fgnare 104 ¢ 108 mostrane schematicamente viste dall'alio
di una guids df una testa 4 misara secondo ancora ulterdor varanti i

realifzasione della presente invenzions,

(93

Desorigions detaglinta

Con pferimento & el figure, od In particolare alla Sgars 34,
con 20 & globadmente ¢ schemanioamente indicata una testa di misura

per i tost i dispesitivi elettrondel integrat! su un waler semiconduttore

realizzaty seconde la presente invenzione.
10 E opporfune notare . che le figure rapprezenianc  viste
schematiche © non sone dsegnate in scaly, ma sone invece disegnate in
mode da enfatizzsre b caratieristiches  auportantt  dellinvenzione.
Ulterformrente, nelle figure, 1 diverst pesgl sono rappresentatt in modo
schemation, 1 lore forma potende varlare a seconda dellapploasions

desiderata. B inclive opportune notars che nelle figure nmumen d

sk
A

riferimente identiol & riferiscone ad clement identicl per forma o

fungione. Infine, particolar acoorgimenti desoritil in relasione s una

forma & reslizeszicoe ustrata In uos figurs sono utilizzabill anche per
1o altre forme di realizzazione Hlustrate nelle altre figure.

20 Come flustrate in fgura 24, la testa di misura 30 comprende
aheno una puida 44, nellesompie dells figura una guida inferiors,

3

dotata 3 una phuralitd di fort guida 40 attl ad alloggiare una phuralitad

oA

di slementi & contatte, Nello specificp, | fort gudda 40h song attdh ad

alloggiare una pluralitd & prist elementl di contatte 31, destinatl sl

b
(£11

trasporto i un prime Hpo dt segnale, una pluralitd di secondi elementi

- 14 -
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di contatte 217 destinafl al trasporte di un secondo tpe & sopnale,
b3

nonchd ung pluralita Al ferdd clementi & contatto 217, destinalt al

2

wasporte < un ferze fipo &l zepnale, come verrd specificato piQ

dettaghiatamente el seguito.

(91

La guida 40 8 realiszats in un materiale non conduttivo, ad
egempin in un materiale ceramico muale pitture 4 siliclo, oppure in un
materiale vefrose o a base silivio, oppure in matenale poliammidico,

\.)ppllit in qualungue altro materiale dieclettrico adatto.

Gensralments, la testa di misura 20 & utilizzata p{:r verificare

ot
&3

Ia funsonalitd 4 un dispositive da testare che oomprensde almens una
prima regione destinats a ricevers segnall di alimentazione ¢ di masss,
od una seconds regione destinata a ricevere/inviare segnall i
ingresso/uscita dafverse m:}“ap;mr{t{:{:hia.mra i test {non lustrata)
collegata g tale testa 4 misura 200 Nella prima reglone sono tratiati
13 seprnali & slimentazione con clevat]l valort & corrente, gt solitw
deflfordine di 1 A o superiord, nonché segnall df massy, mentye nella

soconds regione sono frattatt segaall operativi oveers segpnall &

ngresse/ uscita con walort 44 corrente inferion, di solito dellordine di

0.8 A o inferiori. Per guesto mouve, nella testa di misura @8, sono

20 presenti clementt & contatto destinati al trasporto. del segnall &
alimentazione e H x a ed slementt di contatio destinati al trasporto
dei segnall & ingrosse/uscita versofda un dispositive da  testars,
distindl tra loro e oon Jiverse caratieristiche fsiche e wmeceaniche.

A tal proposito, a1 sottolinea o e nella presente descrizione con

25 it termine “;}*‘*mé elementi di C@wa*m & identificano tutt gl elernenti di

3
w,
(831

H
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contatto destinati al trasporto delle masse {riferimento numerico 217,
con il termine “secondi elementi di contatto” si identificanc tutti gl
elementi di contatto destinati al trasporto delle alimentazioni
{riferimente numerico 217, mentre con il termine “terzi element di
5 contatte” si identificano tutti gh elementi di contatto destinati al
trasporto dei segnali operativi, ovverc i segnali di ingresso/uscita tra
Papparecchiatura di test ed il dispositive da testare (riferimento

numerico 21

’9?}

., senza che tale distinzione sia intesa in senso lmitativo.

Ad esempio, nel caso di elementi di contatto nella forma di

10 sonde formate da fili metallici, al fine di realizzare 1 primi ¢ secondi
elementi di contatto 217 e 217 & possibile utilizzare fi}i. di diverso
diametro, ad esempio di diametro maggiore, rispetio al diametro dei fili
che realizzano 1 terzi elementi di contatto 2177 € possibile utilizzare
anche diversi materiali per questi diversi elementi di contatto.

15 NelWesempio di figura 2A sono mostrati sel elementi di

contatto, in particolare due prind elementi di contatto 217, due secondi

elementi di contatto 21” e due terzi elementi di contatto 217, ma i

numero di tali elementi di contatto pud ovviamente variare a seconda
delle esigenze e/o delle circostanze, le figure essendo fornite solo a titolo
20 indicative e non lmitative della presente invenzione.

Ulteriormente, sempre a titolo di esempioc non limitativo
dellinvenzione, la figura 2A mostra una testa di misura 20 in cw gli
elementi di contatto sém:z nella forma di sonde di contatto,
preferibilmente formate da fii metallici, aventi un corpo 21pr che

23 presenta una predeformazione ed € atto a deformarsi ulteriormente in

- 16 -
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secasions del contatto prements oon piaseele di contatto &t um
dispositive da testare, tali sonde 4 contatte essenddo alloggiate nel ford
guida 40h, 1 quall sono realizratl nellunica guida 40, wma Mavenzione
non & lmitata g questo, Ia testa di misura 20 potends comprendere sia

& una guida deriors six una guida Intermedia sla una gulda superiors,
cost come un diverso tipe di elementi di contalto, come sard Ylustrate
dettagliatamente nel segaito. |

Ciascun clemente o contatto della testa & misura 20

':mmpmm& guindi 1 corpe xjim‘, i guale o estende lungo R asse
10 longitudinale H-H tra una prima porgione & estremitd o punta i

contatio 34 ¢ una seoonda porglone di extromita o tests di contalte 28,

Py In particolare, la punta di contatio 34 & atta ad andare in
battita su corrigpondent! plazzole o pad di contatte 26 4 un dispesitive
da testare integrate su un waler semiconduttore 47,

Ulterionments, nell i:‘%:{}’l;)iﬁ flhustrato, Ia tosta & misurs 20 &

Py
fki1

del tips a sonde non vincolate # gl elementi di contatto erminane con

In testa i contatio 25 che & atta ad andare in battute su oorrispondentd

.-

plaszole ¢ past di contatio 38 41 un interposer o space transformer 3

In particolare, lo space transformer 29 € atto o realizeare una

bt
IVJ

tragformazione spaziale delle distanze tra 1 centrl o pitch delle plazsale
di comtatto realizsate s sug opposte facce, tale space transformer 28
sasendo gencralments oollsgatn ad una scheda a circulin stampate »
POR fmon ustrats), o ogusle s sus volta s interfaccia oon

Vapparcoshiatura & test {anchessa von ifastratyl.

25 Vantaggiosaments seconde la presente invenzions, la guida 40

13
.
-

§
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comprende almene una prima porzions conduttiva 307 che include un
prime gruppo 4P del fort guida 40h. In altre parcle, la prima porzione
condutiiva 307 ricopre unfares della guida 40 che include i prime

groppe A dei fort 40h, 1 quali sone quindi realizeali in corrisponudenza

e
¢

di tade avea.
Nello specifico, 1 ford guida del privve groppo 407 sono messtin
collegamento eletivice tra lorp dalla prima porsione conduttive 30 o

alloggiane un corrispondente gruppe di elementt i comtatto,

particolars ud gruppo dei primi elementi di contatio 21, e quind
10 alloggiane elementt d contarte atti al trasporio i segnall di masss
verso il dispositive da festare. In quesio mode, la prima porsione
conduttiva 30 realizza un plane conduttive comue, in particelars 1w
piane di massa, per § primd elament di contafto 21 alloggiati nel ford
puida del primo groppo 400, tall primi elementi di contatio 217 essenda

guindi collegati cletivicaments tra lore framite tale plann dl massa, con

o
bik3 1

it guale sone tuttl in contatto.

In alire parcle, nella testa & misura 20, 1 prim elementi i

contatio 21° cortecirouitat tra loro ¢ alloggiaty nel primo gruppo 4O det
ford guida 40h sono attl al trasporte di uno stesse segnale dl massa, con
20 constguente oliminazione delle inderforenze sud segnall operstivl e
mighoramento delle prestasiont in freguenza della festa di contatto 30
nel sue comiplesso.

Come Justrate nella figura 24, I prima porgione conduttiva

307 & disposta sy uns porsione superficiale della guida 40, in particolare

5]
8

su una sus facclg FA, iale facels FA sssendo una faccia superiore
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secondo il riferimento locale della figura 2. La prima porzione
conduttiva 30’ pud anche essere disposta su una faccia FB, opposta alla
faccia FA, della guida 40, tale faccia FB essendo una faccia inferiore .
secondo il riferimento locale della figura 24, oppure pud essere giisposta
5 su entrambe le facce FA e FB.
Nella forma di realizzazione della figura 2A, come
| precedentemente descritto, i primi elementi di contatto 21’ della testa di

misura 20 sono sonde di contatto aventi i corpo 21pr dotato di una

" predeformazione ed atto a deformarsi u_iteriormeﬂie ;;iurante il contatto
10 con le piazzole di contatte 26 e 28 del dispositive da testare ¢ dellc
space transformer 29, rispettivamente. In guesto caso, la prima
 porzione conduttiva 30 preferibilmente riveste anche almeno una
porzione 40'W di una superficie interna di ogni foro guida del primo
gruppe 40’ dei fori guida 40h. Ancora pia preferibilmente, la superficie

18 _interna dei fori guida del primo gruppo 407 € interamente rivestita dalla
prima porzione conduttiva 307, tale porzione 40'W coincidendo quindt

con Pintera superficie interna dei forl. Il collegamento eletirico tra le

prime sonde di contatio 217 e la prima porzione conduttiva 30 & quindi
realizzato tramite un contatto strisciante tra il corpo 21pr delle sonde ¢
20  la porzione 40'W metallizzata dei fori guida in cui le sonde sono
alloggiate.

Si sottolinea tuttavia che, anche nel caso in cui la prima
porzione conduttiva 30" non riveste la superficie dei fori guida, i
contatio strisciante & comungue garantito dallo spessore della prima

25 porzione conduttiva 30’ stessa.

-19 .

FormFactor Ex. 1002, p. 440
FormFactor v. Technoprobe
IPR2024-00933



TROOTSBR fag. Barbara Forard
Tochaoprobe S.p.4. {Tsoy, Alhe "8I3 B}

In una forma 4 réaiimazfi@mé mon mosiraty nelle fgure, €
anche pogsibile realizeare Ia prima porsione conduttiva 30 in wodo che
essn sla annegata nella guide 44, realizzande o queste modoe un plang
di massa che collega cletiricaments 1 fori guida del prime gruppo 497

8 allinterne della guida 40, Ovviaments, una tale prima  porzicne
condutiiva 3 dovea affiorare in corrispondenza della superficis interna

dei fori guida per contattare cleftvicargente o prime sonde di contatto

217
o La presenza della prima porsions sonduttiva &3; ia qxzéjf:
10 pongertte o oollogare clsttricamente almeny wn gruppe del priom
elementt 4 contatto 26, deatinatl &l fragportn & segnall 41 massa

realizsande cosi un plane conduttive {1 mwassa) oomune, permette i

abbatteres i ruunore net segnali operativi trasportadi dat teral elementi i
contatto 217 allfinterno della testa di midsura 26

15 In tad mode, 8 prims porzione condutiiva 307, mettendo in

collegamentn  sletivice 1 prime. goupps &Y det fori guaida 40h,

cottocirouita almenoe un corvispondente gruppoe del prioy elementi i

contatio 31 tele gruppo sssetdo i particolare 1 gry m& & elementi
LR 4

31 coratto di massa,

3 Al fine di ridrre ulteriormente i rumors, © peeferibile che
anche 1 secondi clementt di contatto 217, destinatt al trasporto &

3

segnall 4 alimentazions, sisno ira loro collegall eletivicamente e i
conseguenza, in una forma di reslizeasions rappresentats in Ggurs 38,
% guida 40 comprende ahmeno una scoonds porsione conduttiva 307

che include ¢ mette in collepamento sletirico un secondo gruppo $07 det

o
4
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fori guida 40h in cui ¢ alloggiato un corrispondente gruppo di tali
~asccondi elementi di contatto 217, tale seconda porzione conduttiva 307
essendo fisicamente separata dalla prima porzione conduttiva 30° ¢
quindi non collegata elettricammente ad essa. In questo caso, i secondi

5 elementi di contatto 217 collegati dalla seconda porzione conduttiva 307,
ovvero alloggiati nel secondo gruppo 407 dei fori guida 40h, sono atti al
trasporto di segnali di alimentazione e tale seconda porzione conduttiva

307 realizza anch’essa un piano conduttivo comune, in particolare un

piano di alimentazione.

10 " In tal modo, nella testa di misura 20, i secondi elementi di
contatto 21”7 alloggiati nel secondo gruppo 407 dei f@ri‘ guida 40h sono
cortocircuitati tra loro ed atti al trasporto di un medesimoe segnale di
alimentazione.

Come illustrato per la prima porzione conduttiva 30°, anche la

15 seconda porzione conduttiva 307 ¢ disposta su una porzione superficiale
della guida 40, ovvers € disposta sulla faccia FA e/o sulla féxccia FB

della guida 40. Ulteriormente, anche la seconda porzione conduttiva 307

riveste almeno una porzione 407W di una superficie interna di ogni foro
guida del secondo gruppo 407 dei fori guida 40h (preferibilmente tutta
20 la superficie), il collegamento eletirico tra i secondi elementi di contatto
217 e tale seconda porzione conduttiva 30”7 essendo sempre garantito
dal contatto strisciante tra il corpe 21pr di tali secondi elementi di
contatto 217 e tale porzione 40”W rivestita di materiale conduttivo, in
particolare metallizzata.

25 E opportuno rimarcare nuovamente che, nella sua forma pis

- 921 -
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generale, la testa di misura 20 comprende elementi di contatto destinati

al trasporto di segnali di massa ed alimentazione, cosl come clementi di

contatto destinati al trasporio i segnali operativi che sono alloggiati

nelle guide in gualsivoglia combinazione, le porzioni conduttive essendo

5 opportunamente sagomate in modo da cortocircuitare anche fori guida
non adiacenti.

In una forma di realizzazione della presente invenzione

illustrata in figura 2C, la guida 40 comprende ulteriormente almena

una terza porzione conduttiva 307 che include ¢ mette in collegamento
10 elettrico un terzo gruppo 40" dei fori guida 40h in cui € alloggiate un
corrispondente gruppo dei terzi clementi di contatte 217, tale terza
porzione conduttiva 307 essendo fisicamente separata dalla prima
porzione conduttiva 30’ e della seconda porzione conduttiva 307 €
guindi non collegata elettricamente alle stesse. In questo caso, 1 terzi
15 elementi di contatte 217 collegati dalla terza porzione conduttiva 307,

ovvero alloggiatl nel terzo gruppo 40™ dei fori guida 40h, sono atti al

trasporto di segnali operativi, ovvero segnali di ingresso/uscita tra il

dispositivo da testare e 'apparecchiatura di test ¢ tale terza porzione
conduttiva 30 realizza anch’essa un piano conduttive comune, in
20 particolare un piano di segnale,

In tal modo, nella testa di misura 20, i terzi elementi di
contatio 21" alloggiati nel terzo gruppd 40™ dei fori guida 40h sono
cortocircuitati tra loro ed atti al trasporto di un medesimo segnale
operativo, ovvers di un medesimo segnale di ingresso/uscita ira i

25 dispositivo da testare ¢ Papparecchiatura di test,
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La forma di realizzazione della figura 2C & particolarmente

vantaggiosa nel caso in cui vi sia la necessita di cortocircuitare due o

pitt piazzole di contatto del dispositive da {estare, in quanto € possibile
realizzare una configurazione di  tipo look-back accorciando

5 notevolmente il percorse dei segnali, che non percorrono tutt gh
elementi di contatto da e verso Uapparecchiatura di testa ma si fermano

al piano conduttive comune di segnale, con conseguenti vantaggi in

termini di prestazioni in frequenza della testa di misura 20.

Come illustrate per la prima ?orzione conduttiva 307 e la

10 seconda porzione conduttiva 307, anche la terza porzione conduttiva
307 & disposta su una porzione superficiale della guida 40, ovvero &
disposta sulla faccia FA e/o sulla faccia FB della guida 40,
Ultertormente, anche la terza porzione conduttiva 307 riveste almeno

una porzione 40™W di una superficie interna di ogni foro guida del terzo

15 gruppo 407 dei fori guida 40h (preferibilmﬁnté tutta la superficig), il

1o

collegamento elettrico tra i terzi elementi di contatto 217 e tale terza

porzione conduttiva 30 essendo sempre garantito dal contatto

strisciante tra il corpo 21pr di tali terzi elementi di contatto 217 e tale
porzione 40™W rivestita di materiale conduttive, in particolare
20 metallizzata.

Le porzioni conduttive 3¢°, 30” e 30" sono realizzate in un
materiale metallico scelto ad esempio tra rame {Cu), argento (Ag), oro
{Au), palladio (Pd), rodio (Rh)  loro leghe.

Ovviamente, anche se non illustrato nelle figure, é possibile

25 preveders una configurazione in cul € presente solamente la prima

-2 -
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porzione conduttiva 30°, una conhigurazione in cul € presente solamente
la seconda porzione conduttiva 307, o una configurazione in cui ¢
presente solamente la terza porziene conduttiva 307, oppure una

combinazione delle stesse.

@]

La figura 3A mosira una vista dallalto della guida 40, in
particolare della sua faccia FA, in cui la prima porzione conduttiva 30’
mette in collegamento elettrico il primo gruppo 407 dei fori guida 40h,

atti ad alloggiare un corrispondente gruppo dei primi elementi di

contatto 217 che trasportano segnali di massa, mentre la ficura 3B
10 mostra una vista dall’alto della guida 40, sempre della sua faccia FA, in
cui, olire alla prima porzione conduitiva 30, viene realizzata anéhc la
seconda porzione conduttiva 307, la quale mette in collegamento
elettrico il secondo gruppo 407 det fori guida 40h, atti ad alloggiare un
corrispondente gruppo dei seccondi elementi di contatto 217 che
15 rasportanc segnali di alimentazione, ed & separata fisicamente ed
elettricamente dalla prima porzione con‘duttiva 30" da una zona non

conduttiva 31 della guida 40. Allo stesso modo, la figura 3C mostra una

vista dall’alto della guida 40, sempre della sua faccia FA, in cui, oltre
alla prima porzione conduttiva 30’ e alla seconda porzione conduttiva
20 307, viene realiz?za‘ta anche la terza porzione conduttiva 307, la quale
mette in collegamento elettrico il terzo gruppo 40™ dei fori guida 40h,
atti ad _alioggiare un corrispondente gruppo dei terzi clementi di
contatto 217 che traspairtano segnali di ingesso Jfuscita, ed & separata
fisicamente ed elettricamente dalle porzioni conduttive 30’ ¢ 30” sempre

25 dalla zong non conduttiva 31 della guida 40.

-4 .
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Si sottolinea che sia la prima porzione conduttiva 30 sia la

scconda porzione conduttiva 30” sia la terza porzione conduttiva 307
rivestone solamente una porzione superficiale della guida 40, in
particolare solo una porzione della sua faccia FA e/o della sua faccia

3 FB, ovvero la prima, la seconda e la terza porzione conduttiva 30, 30" ¢
30™ non si estendono per tutta Parea di tale faccia FA e/0 FB, cosi da
evitare di mettere in cortocircuito anche elementi di contatto non
destinati ad essere cortocircuitati. In altre pa"cue ie porzmm comihmve

3¢°, 307" e 307 hanno un’area inferiore ad un’area della faccia della

10 guida sulla quale sono realizzate.

La guida 40 non & qguindi rivestita interamente dalle porzioni
conduttive 30, 30” e 30", ed ¢ sempre presente almenc la zona non
conduttiva 31 che separa tali porzioni conduttive, in tale zona non
conduttiva 31 essendo realizzati i fori guida che alloggianc ghi elementi

15 di contatto non destinati ad essere cortecircuitati.
Alternativamente, in un’ulteriore forma di realizzazione della

presente invenzione illustrata in figura 3D, la prima porzione conduttiva

307 ricopre una facg:ia della guida 40 (nell'esempio la faccia FA), ad
eccezione di aree in cud sono realizzati 1 fori guida destinati ad alloggiare
20 elementi di contatfo che non devono essere cortocircuitati. In altre
parole, la prima porzione conduttiva 30’ non ¢ realizzata in aree in cul
sono realizzati i fori guida che non appartengono al gruppo 40 In
guesto caso, la zona non conduttiva 31 é guindi realizzata solamente in
corrispondenza di tali secondi fori guida che non appartengono a tale

25 primo gruppo 40°. Si sottolinea che, in guesto caso, la zona non
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sonduitiva 31 pud anche essere nella forma di una pharalitd 4t sone non
mﬁtﬁ‘t}‘iﬁtiw, clascuna realizzata sclamente i corrispondenza di un fore
suida che s desidera iselars clefiricamente, 1o stesso discorse pud
essere fatte anche per la scconda porzions conduttive 307 ¢ per la terzs

N porgiens conduttive 3077 7
A tal propesiio, € incltre possibile prevedere che la zena non
conduttiva 31 sla & sua volta ricoperta da almeno una porgione

aggiuntiva di materiale disletinion o porsione dielettrica i rivestimento

" Rispasta sulla guida 20, iIn modo tale da evitare la presenza nella guida
10 40 & svanalatre, ad ssempio fra porgiond conduttive differenti o in
corrisponderza & fort guids che non deveno essere metallizeal, in oy
possone depositarst detritl metalliol prodotti dal contatto strisclante
degl elementt di contalio con e parett det ford guidda. {n altve parele, la

sorgions diclettrica &1 rvestimento, s guale ha prefoghilmente wne
By

s
oA

spossare sostanzialmente identico a gquelle delle porziond conduttive,
vicopre le zone non conduttive 31 impedendo i depositarst di detrig

metallicl, cosl da ovitare leakage © collogamenti sletiricd indesiderall ra

clementl di contatte destinati al trasporto di un diverso tipo & segasle.
E altresi ﬁns&ibﬁ& considerare un oaso in oud tutld gl elementd
20 di contatie che trasporfans snaloghi sopnall {ad esempie tuath gl
sloment di coniatte di ingresso/uscita o tutll gl clementt & massa o
futtl gl plementi i alimentanione} e collegati slettricaments tramite
una delle porsiond conduitive 3¢, 307 ¢ 307, oppurs un caso In owmt
sclaments alount di essi sono celiegatl da una delle porziom conduttive

25 807 307 e 307

bk
%
3
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Ulteriormente, secondo una variante di realizzazione illustrata
in figura 44, la testa di misura 20 comprende almeno una guida
inferiore, indicata sempre con 40, almene una guida intermedia 41, ed
almeno una guida superiore 42. La guida inferiore 40 e la guida

S intermedia 41 sone separate tra loro da un’opportuna prima zona d’aria
32’ mentre la guida intermedia 41 ¢ la guida superiore 42 sono separate
tra loro da un’opportuna seconda zona d’aria 327

Si fa presente che & preferibile realizzare le porzioni conduttive

30, 30” e 30™ nella guida inferiore 40 e jo n&ﬂ@ guida intermﬁdié 41
10 della testa di misura 20, in quantc in guesto medo tali porzioni
conduttive 30°, 30" e 30" risultano maggiormente vicine al dispositive
da testare,
Nella forma di realizzazione della figura 44, la guida
intermedia 41 & dotata di una pluralitd di fori guida 41h, attd ad
15 alloggiare gli elementi di contatto 21°, 217 e 217
Allo stesso modo, la guilda superiore 42 ¢ dotata di una

pluralita di fori guida 42h, atti ad alloggiare gli elementi di contatto 217,

217 e 217"

Opportunamente, anche la guida infermedia 41 pud
20 comprendere la prima porzione conduttiva 30°, la quale include e mette
in collegamento eletirico un primo gruppo 417 dei fori guida 41h, tale
primo gruppoe 41" alloggiando un corrispondente gruppo dei primi
elementi di contatto 217, 1 quall trasportanc segnali di massa. Inoltre, la |
guida intermedia 41 pué comprendere anche la seconda porzione

25 conduttiva 307, la quale include ¢ mette in collegamento eletirico un
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secondo gruppe 41”7 dei fori guida 41h, tale seconde gruppoe 417
allpggiando un corrispondente gruppo dei secondi elementi di contatto

217, i gquali trasportanc segnali di alimentazione.
Allo stesso modo, anche la guida intermedia 41 pud
5 comprendere la terza porzione conduttiva 30™, la quale include ¢ mette
in collegamento eletirico un terzo gruppe 417" dei fori guida 41h, tale
terzo gruppo 417 alloggiando wun corrispondente gruppe di terzi

elementi di contatto 217, i quali traspertano segnali di ingrasso fuscita.

Ne’i’i’esempm della ﬁgum. 4A, la quale & fornita solo a titolo

10 indicativo e non limitativo della presente invenzione, la prima porzione
conduttiva 307 ¢ disposta su una porzione superficiale della guida
intermedia 41, in particolare su una sua faccia FD, tale faccia FD
essendo una faccia inferiore secondoe il riferimento locale della figura

4A. La prima porzione conduttiva 307 pud anche essere disposta su una

15 faccia FC, opposta alla faccia FD, della guida intermedia 41, tale faccia
FC essendo una faccia superiore secondo il riferimento locale della

figura 4A, oppure pud essere disposta su entrambe le facce FC e FD.

Anche le porzioni conduttive 307 ¢ 30" possono essere realizzate
analogamente.

20 Come gid osservato per la guida inferiore 40, le porzioni
conduttive 30, 30”7 e 30" rivestono solamente una porzione superficiale
anche della guida intermedia 41, in particolare solo una porzione della
sua faccia FC e/o della sua faccia FD, cioé le porzioni conduttive 307,
30” e 30" non si estendono su tutta Parea di tale faccia FC e¢/o FD ¢

25 quindi non si estendone su tutta Parea della guida intermedia 41.

- 28 .
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Ulteriormente, nell’esempio di figura 4A, Ia testa di misura 20
& realizzata tramite la cosi detta tecnologia “a piastre shiftate”, in cui gli
elementi di contatto 21°, 21”7 e 21, sonce nella forma di sonde di

contatto chiamate “buckling beam” e inizialmente realizzate diritte, lo

-
3

spostamento o shift relativo delle guide provocando una deformaszione
del corpo delle sonde, nonché il desiderato trattenimento delle sonde
stesse grazie all’atirito con le pareti dei fori guida entro cui scorrono.

- In guesto caso, come osservato in precedenza per la guida

inferiore 40, anche nella guida intermedia 41 la 7 prima porzione
10 conduttiva 30’ riveste almeno una porzione 41'W di una superficie
interna di ogui {ore guida del primo gruppo 417 det fori guida 41k, la
seconda porzione conduttiva 307 riveste almeno una porzione 417W di
una superficie interna di ogni foro guida del secondo gruppo 417 dei fori
guida 41h, e la terza porzione conduttiva 307 riveste almeno una
i35 porzione 417W di una superficie interna di ogni foro guida del terzo
gruppo 417 dei fori guida 41h, il collegamento eletirico tra le sonde di

contatto 21°, 21”7 e 217 ¢ le porzioni condutiive 30°, 30”7 ¢ 30’ esscndo

realizzato framite un contatto sirisciante tra il corpo 21pr di tali sonde
di contatto e tali porziomt 4UW, 41"W ¢ 41"W metallizzate,
20 rispettivamente.

£ possibile prevedere una configurazione in cui solo una tra la
guida inferiore 40 ¢ la guida intermedia 41 comprende la prima
porzione conduttiva 30’ /o la seconda porzione conduttiva 307, oppure
¢ anche possibile prevedere una configurazione in cui sia la guida

25 inferiore 40 sia la guida intermedia 41 comprendone la prima porzione
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conduttiva 30’ /o Ia seconda porzione conduttiva 307,
In figura 44 & mostfa,ta. a titolo di esempio una forma di
realizzazione in cul sia la guida inferiore 40 sia la guida intermedia 41
comprendonoe sia la prima porzione conduttiva 30" sia la seconda
S porzione conduttiva 307, Tale forma di realizzazione aumenta inolire le
possibilita di contatto strisciante tra le sonde di contatto ¢ le porzioni
conduttive 30’ e 30” ed eventualmente le porzioni 41'W e 41"W

metallizzate,

Sen:{pre con riferimento alla ﬁgura 4A, & possibile prevedere

10 una configurazione in cwl sia la guida intermedia 41 sia la guida
inferiore 40 comprendonce la  terza porzione conduttiva 307
lternativamente, & possibile prevedere una configurazione in o
solamente una tra la guida intermedia 41 e la guida inferiore 40
comprende la terza porzione conduttiva 30" che mette in cortocircuito

15 elementi di contatto di segnale di ingresso/uscita, preferibilmente la
guida inferiore 40.

In wuna forma di realizzazione preferita, ilustrata

schematicamente in ﬁ.gu_m 4B, la prima porzione conduttiva 30" viene
realizzata su una tra la guida inferiore 40 ¢ la guida intermedia 41, in
20 particolare la guida inferiore 40, ¢ la seconda porzione conduttiva 307
viene realizzata sull'alira tra la guida inferiore 40 ¢ la guida intermedia
41, in particolare la guida intermedia 41, nell'esempio illustrato su due
loro facce disposte una di fronte all’alira, in particolare la faccia
superiore FA della guida inferiore 40 ¢ la faccia inferiore FD della guida

25 intermedia 41, secondo il riferimento locale della figura 4B. Ovviamente
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anche n guesta forma & reslizeazions uns ey e due guide 40 ¢ 41,
preferibilmente la guids inferiore 40, pud cotgprendere la twrsa porslone
conduttiva 30%, Tale forma & realizazione semplifica 18 realisvasions

delle porzioni cendutiive 307, 307, 307 distribuite =u gulde diverse

,:3

Quviamente, sa per la forma 4 realizzezione della figum 44
six per la forma 3 reslizzasione delle figura 48, & possibile preveders
che anche la guida supediore 42 comprenda la prima porzions

conduttiva 30" ¢fo la seconda porsione conduttive 30" ¢f/n la ferma

porzione conduttiva 30™, oosl come é anche possibile prevedere una

16 conflgurazione in o non & ;amszénm la guida intermedia 41 ma &

presente sole la guids superiors 42, sulla gquale possono essers

realizzate ln prims porgions conduttiva 30 of¢ la seoonda porzicne
sonduttiva 30 of o a tersa porgione conduttive 3¢77,

In una foma $ realizesazione preferita della  presents

15 invensioneg, Hlustrata oelle fpare BA ¢ 5B, una stessa gpuda,

particolare lx guida inferiore 48 come ffustrato nelle figure, comprends

la pritna porziene conduttiva 34, la guale £ realizzata sulla faccia FA, ¢

comprende la seconda porzione corduttive 307, la gquale & realissate
sulla faccia apposta FB. Constderaziond analoghe s potrebbern fare per
20 Ia puida fmtermedis 41 ¢ Ie facce PO ¢ FD 3u owd realizeare la priow gfo
la seconda porzicne conduitiva, 300 ¢ 307, & avche per la guida
superiore 43,

& sottolinea che questa particolare forms di realizzasiong, in

ol la prima porzione conduttiva 30° ¢ la seconda porsione conduttiva

b
[67]

30" sone realizmate su due fhcce opposte di una stessa guids, &
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particolarmente vantaggiosa poiché, come indicato schematicamente in
figura 5B, in moltl casi i primi elementi di contatto 217 destinati al
trasporto di segnali di massa e i secondi elementi di contatio 217
destinati al trasporto di segnali di alimentazione si trovano molto vicini
5 nella testa di misura 20, ad esempio alternati uno all’altro, e per
questo motive risulterebbe pil complicato realizzare entrambe le
porzioni conduttive 30" e 30" su una stessa faccia di una guida della

testa di misura 20. In altre parocle, in una tale forma di realizzazione,

una tra la px‘ima'é la seconda pdrzione conduttiva 30’ o 30” & atta a
10 mettere in collegamento elettrico 1 primi elementi di contatio 21
destinati al trasporto dei segnali di massa mentre Valtra porzione
conduttiva, realizzata su una faccia opposta della stessa guida, ¢ atta a
mettere in collegamento eletirico i secondi elementi di contatte 217
destinati al trasporto dei segnali di alimentazione, in particolare
15 alternatl ai primi elementi di contatto 21’ destinati al itrasposto des
segnali di massa, semplificando in questo modo la realizzazione della

testa di misura 20 ed evitando complicati intrecei di  porzioni

conduttive. Nel caso in cui i primi elementi di contatto 217 destinati al
trasporto di segnali di massa ed 1 secondi elementi di contatto 217
20 destinati al frasporto di segnali di alimentazione sono alternati Pun
Paltro, entrambe le porzioni condutiive 30’ e 307 sond localmente
interrotte da opportune zone nen conduttive 31° e 31” {analoghe a
guanto osservato in relazione alle figure 3A-3Dj, rispettivamente, in
modo da non mettere in collegamento eletirico elementi di contatte di

25 massa con elementi di contatto di alimentazione. Le zZone non

-9 .
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»

conduttive 31° & 317 impediscono gundi ecalmente i collogammento

slettrico tra clemoenti di contatio adiscenti destinali al trasporto &b
segnahl differentd,

Owviamente, sebbene nop ilustrato nelle figwes 5A ¢ BB,

5 anche in guesta forme di realizessione & posaibile provedsre la presenza,

s una delles due facee della puids, o anche s entrambe e foee, della

ferza porzions conduttive 3%, anchessa eventualbmends inderrotia da

opportune zong non conduttive nel caso n oud 1 fergd elementt &

contalta 217 s trovino molto vielnd, ad esempio alternati, ai primi
G slementi di contatte 81 ¢/ ax secondi clomentt df contatio 317

Secondo unfulieriore forma & realissazione alternativa della

presente invenzione Hustrata in figura &, & pessibile prevedere che una

o pit fra fo porzicnd condutlive 307, 307 ¢ 307 {{a seconda pormione

conduttiva 307 in fgura 6 comprends una phlaraditd & porsiont

15 conduttive Swrappﬁst& e isplate cletivicaments fra loro, tall porsiond

comhuttive sssende identifionte con U riferimento numerion 3G71-30" in

figura &, In questo case, un prime strato 30%1 & readizvato sulla faccia

FA della guida 40 ¢ gh stratl successivi sono realizeal g partire dy e
primo steate 3071, strat condutiivi consecutivi essende separati tra lore
P da uno sirate non conduitive 38™ In questo modo, strait condutiivi
differenti possono realiszare piard porsdutiivi covuni por domind i
alimentazione {o di massa o di segnalel dilferenti, quaiora Papplicazione
1 richieda.

A titolo i esempiy, ned caso n culd la testa 9 misura 30 debba

ER

trasportare wna pluralitd & segrnall di alimentazions differentd, indicatd

by
(1]
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come Yool e Voo2, in questa forma di realizzazione la faccia FA guida 40
comprende un corrispondente numnere di strati 3071-30"n della seconda
porzione conduttiva 307, clascuno strato essendo atto a mettere in
collegamento elettrico 1 relativi secondi elementi di contatto 217
5 destinati al trasporto di un singolo specifico segnale di alimentazione,
Ulteriormente, Palira faccia della guida, nell’esempio la faccia FB, pud
essere ricoperia dalla prima porzione conduttiva 30°, la quale mette in

collegamento elettrico gli elementi di contatto 21’ destinati al trasporto

delle masse. Anche in guesto cé;;o, ciascuno strato conduttivo puod
10 essere gquindi localmente interrotte da opportune zone non’ conduttive
31" in medo da non mettere in collegamento eiettrico elementi di
contatto che non devono essere cortocircuitati tra loro. In particolare, le
zone non conduttive 317 di uno strato sono realizzate in corrispondenza
dei fori che alloggiano clementi di contatio che non devono essere
15 cortocircuitati da tale strato, mentre tale strato ricopre almeno
parzialmente le pareti dei fori guida che alloggiano clementi di contatto

che devono essere cortocircuitate da esso.

£ opportuno rimarcare che le porzioni conduttive 30, 30”7 e
307 possono guindi essere piv di una, in quanto pessono esserci pit
20 domini di alimentazione, di massa ¢ di segnale {in guesto ultimmo caso
gquando differenti gruppi di piazzole del dispositivo da testare devono
essere cortocircuitati), ed eventualmente possono essere disposte su
differenti livelli se le circostanze lo richiedono.

Come precedentemente osservato, nelle figure 24-2C, 4A-48,

25 5A-5B e 6, gl elementi di contatto 21°, 217 ¢ 21 sono nella forma di

- 34 -
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sonde di contatto del tipo “buckling beam”.
In un'ulteriore forma di realizeazione alternativa della presente
invenzione, rappresentata in figura 7, gli elementi di contatto della testa
di misura 20 sono nella forma di pogo pin. In guesta forma di |
5 realizzazione, la testa di misura 20 comprende la guida inferiore 40 e la
guida superiore 42 ¢ non comprende la guida intermedia 41,
In particolare, clascun elemente di contatto 217, 217 e 217

comprende un corpo 21ipp che include a sua volta un involucro 33 ed

un elemento elastico 34 disposto all'interno di talé involucro 33, Una
10 prima estremita dell'elemento elastico 34 ¢ collegata ad una prima
porzione di estremiia o punta di contatto 24 del poge pin mentre una
seconda estremita di tale elemento elastico 34, opposta alla prima
estremita, ¢ collegata ad una seconda porzione di estremitd o testa di

contatto 25 del pogo pin. La punta di contatto 24, la quale & inserita in

Y
i

fori guida 40h realizzafi nella guida inferiore 40, é atta ad andare in
battuta su piazzole di contatto 26 di un dispositivo da testare integrato

su un wafer 27, mentre la testa di contatto 28, la quale € inserita in fori

guida 42h realizzati nella guida superiore 42, é atta ad andare in
battuta su piazzole di contatto 28 di uno space transformer 29, la guida
20 inferiore 40 ¢ la guida superiore 42 esscndo separate da una zona d’ana
35.
Linvolucro 33 di ciascun pogoe pin ha forma preferibilmente
cilindrica, ma ovviamente anche altre forme sono possibili.
Opportunamente, la guida inferiore 40 ¢/0 la guida superiore

25 42 comprende la prima porzione conduttiva 3¢°, la quale include e
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mette in collegamento eleftrico un primo grﬁppo 40’ dei fori guida 40h
realizzatl nella guida inferiore 40 ¢/0 un primo gruppo 42 dei fori guida
42h realizzati nella guida superiore 42, Ovviamente, la guida inferiore
40 e/o la guida superiore 42 possono comprendere anche la seconda
5 porzione conduttiva 307, la quale include ¢ mette in collegamento
elettrico un secondo gruppoe 40” dei fori guida 40h realizzati nella guida
inferiore 40 e/o un secondo gruppo 42" dei fori guida 42h realizzati

nella guida superiore 42. La guida inferiore 40 ¢/0 la guida superiore 42

posséno anche Cofnprendere‘ia terza porzi-(_me conduttiva 307, 7‘ la quale

10 include e mette in collegamento eletirico un terzo gruppo 407 dei ford
guida 40h realizzati nella guida inferiore 40 e/o un terzo gruppo 427 dei
fori guida 42h realizzati nella guida superiore 42, tale terza porzione
conduttiva 307 essendo preferibilmente realizzata sulla guida inferiore
40.

15 I fori guida del primo gruppo 40° e¢/o del primo gruppo 427
alloggiane primi elementi- di contatio o pogo pin 217 destinati al

trasporto di segnali di massa, i fori guida del secondo gruppo 40” ¢/o

del sccondo gruppo 427 alloggiano secondi elementi di contatio o pogo
pin 217 destinati al trasporto di segnali di alimentazione, mentre 1 fori
20 guida del terzo gruppe 407 ¢/o del terzo gruppo 427 alloggiano terzi
elementi di contatto o poge pin 217 destinati al trasporte di segnali di
ingresso/uscita tra il dispositivo da testare e Uapparecchiatura di test.
Linvolucre 33 del corpo Z21lpp di ciascun pogo pin €
cenformatc;: m modo tale da definire una prima superficie 81 ed una

25 seconda superficie 82, disposte ad estremitd opposte di tale invelucro

- 36 -
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33 lungo un suo asse longitudinale H-H, le quali sono in grado di
andare in battuta sulla guida inferiore 40 ¢ sulla guida superiore 42,
rispettivamente, linvolucre 33 di tali pogo pin avende dimensione
trasversale massima (generahmente attorno ad 80 pm} maggiore di un

) diametro di tali fori guida, con il termine diametro intendendosi una
dimensione trasversale massima dei fori guida, anche di sezione non
circolare.

La punta di contatte 24 ¢ la testa di contatte 25 sono

eletiricamente C(wiiegate allinvolucro 33 dei pcsgfj gﬁn, tale iﬁvolucfo ‘33
10 essendo realizzato in un materiale conduttivo.

In gquesto modo, il contatto premente tra lUinvolucro 33, in

paﬁiceiare tra le sue superfici 81 e 82, e la prima porzione conduttiva

30’ assicura il collegamente elettrico tra 1 primi pogo pin 217 alloggiatfi

nel primo gruppo di fori guida 40° ¢ 42° della guida inferiore 40 e

15 superiore 42, rispettivamente, tali pogo pin essendo destinati al

trasporto di segnali di massa, mentre i contattoc premente tra

Finvelucro 33, in particolare tra le sue superfici 81 e 82, ¢ la seconda

porzione conduttiva 307 assicura il collegamento elettrico tra i secondi
poge pin 217 alloggiati nel secondo gruppo di fori guida 407 ¢ 427 della
20 guida inferiore 40 ¢ superiore 42, rispettivarmmente, tali pogo pin essendo
destinati al trasporto di segnali di alimentazione. Allo stesso modo, il
contatte premente tra Uinvolucro 33, in particolare tra le sue superfici
51 e 82, e la terza porzione conduttiva 30" assicura il collegamento
elettrico tra i terzi pogo pin 217 alloggiati nel terzo gruppo di forl guida

25 40" e 42 della puida inferiore 40 e superiore 42, rispettivamente, tali

- 37 -
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poge  pin essendo destinatl ol trasporto i segnall operagivt di

mgresso/ uscita,

X

Iry alire parole, §l collegaments elotivice tra § popp pla 217, 21

IR
’ 3

e 217 & o porgiond conduttive 30, 30Y ¢ & rispettivamente, &

o

realizeats i guesto caso framite un contatto premente della prima
superficie 81 ¢ della seconda superficie 82 deliinveluere 33 sulla gulds
inferiore 40 ¢ sulla guida superiore 42, cispettivaments, tali porziond

W

conduttive ssaendn realizeate su una porzione superficiale della guida

inferiore 49, in particolare su una sua faccia FA, tals focia FA essendo
1D uns facca superiore seconds i riferimento locale dells figura 7 ¢fo su
una faccis FE della guide superiore 42, tale facela FE esservde uns
faccia inderiore, sempre scoondo i riferimendo locale della Sgura 7.

Lhutilizeo ded poge pin in gualité & clementl d contatte &

particolarments vantaggioso in quanto In questo casoe non & @l

paes
L

necessanc gamntive un cordatio stosciants tra 1 gh elementt &1 contadto
e la superficls terna del fori guida, un contalte premente tra

Pimvoluere 38, in particolare tra e sue superfict 81 ¢ 32, ¢ le gade

essendo sulficiente ad assicurars i corretto collegamento eletivice tra lo

porsioni conduttive ¢ 1 tall elementi di contatto, opporfurnd gruppt det
20 quall sone o guesty made  tra ot collegall  cletiricaments

feorteoirouitaty,
Secondo un'ulietiore forma 4 reslizzazione della presente
invenzione, rappresentata nella figura B4, I8 puids inferiore 40, ohe

comnprends Ix prima porsione conduttiva 3¢, comprends almeno un

]
o

prime pad cowune 367 collegato a tale prims porziens condutive S
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medianie una prims pigta rack] condutfive 37 In gqueste modo, 1
privg clpmentl & contatto 31 &mmam al frasporio b segnalt &F massa
sonn contessi a tale prime pad comune 38 framite la prima ;:«iaf;s.

o
S

corwluttiva 37, tale prime pad comume 38 essendo gquingdi un pad

A%

cotnune di massa. Sebbene la figura 84 mostrl sclamente I guida
nferiors 40, anche la guida intermedia 41 /o ln guida superiore 42

possene comprenders un prime pad comune ed una relativa prima pista

conaduttiva,

T i pad comume 36 pud essere collegate tramite un prime flo &
1G collegamenty ad wn involucrs fhousing] {(non dlnstrat]) dells testa &t

Ulteriormente, come Sfiia&t ate in fgura B8, s guilda mferiore

40 gfo o guida intermedia 41 ofo la gudda superiore 42 (s guida
inferiore 40 nella figura) possone comprendere almeno un secovuds pad

1% corntine 36”7 collegain sllx seconda porzione css:snﬁuttim; 30" mediante
wna seconda pists [rack] conduttiva 377 In gquesto modo, 1 secondi

elementt i contatie 217 destinafl &l trasporte df segnall i

alimeniazione sono connessi al seconde pad comune 36Y tramite la

AR

seconuda pista conduttiva 377, tale seconde pad comune 367 cssendo
28 guind! un pad comine di alimentazione.

Come dlustrate v figura 8C, la puids inferiore 40 o/ 0 la guids

intermedia 41 /o o guida superiors 428 {la gudda inferiors 40 nella

figura) possono anche comprendere shneno un terze pad comumne 36™

collegato alla terza porzione conduttiva 30™ medianie uns tersa pista
25 itrack] conduttiva 377 In questo modp, 1 tersl elemmenti df contatte 217

kY
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destinati al trasporto di segunali operativi di ingresso/uscita sono

connessi al terzo pad comune 36™ tramite la terza pista conduttiva 377,
tale terzo pad comune 36 essendo quindi un pad comune di segnale.

La presenza di un pad comune 36, 367, 36™ collegato alla

5 rispettiva porzione conduttiva 30°, 307, 30 consente di estrarre un

rispettivo segnale dalla testa di misura 20 e collegarie, ad esempio, ad

una scheda PCB collegata a tale testa di misura 20. B possibile quindi

prevedere che tale pad comune trasporti un segnale di monitoraggio, ad

“esempio dei livelli di tensione sulla corfiép@ndente guida,
10 Come illustrato in figura 94, ¢ anche possibile prevedere su
una guida anche la presenza di una ulteriore porzione conduttiva 30bis
in aggiunta alle porzioni conduttive 30°, 30”7 e 307, tale ulteriore
porzione conduttiva 30bis includendo e metallizzando un singelo foro
guida 4Ch, preferibiimerite destinate ad alloggiare un terzo elemento di
15 conté‘ct@ 21’ che trasporta segnali di ingresso/uscita. In guesto case la
guida comprende anche un ulteriore pad comune 36bis collegate alla

ulteriore porzione conduttiva 30bis mediante una ulteriore pista

conduttiva 37bis. In questo modo, il terze elemento di contatte 217
alloggiato in tale foro metallizzato é connesso elettricamente all’'ulteriore
20 pad comune 36bis tramite Pulteriore pista conduttiva 37bis, cosi che é
possibile {rasportare un  segnale di ingresso/uscita a partire
daltulteriore pad comune 36Gbis verso ad esempio una scheda PCB. 8i
puod anche prevedere la presenza di una pharalita di ulteriori porzioni
conduttive, sepafatf: tra loro, clascuna realizzando la metallizzazione di

25 un rispettive singolo foro guida 40h, eventualmente collegate tra loro

- 40 -
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tramite piste conduttive o framite componenti circuitali se le circostanze

o richiedono. .
Ulteriormente, in accordo con una forma di realizzazione
alternativa della presente invenzione illustrata in figura 9B, € possibile
5 prevedere che almeno due porzioni conduttive {due prime porzioni
conduttive 3¢’ nella figura 9B, ma non limitatamente a queste] della
guida 40 siano collegate elettricamente tra loro tramite una pista
conduttiva 39 della guida, cosi da poter collegare elettricamente tra loro

“gruppi di elementi di contatto destinati al wﬁ:}aspm'to di uno stesso tipo di

10 segnale ma che sono alloggiati in rispettivi gruppi di fori guida fra loro
distanziati nella guida (due gruppi 40’ nella figura 98 ma non
ﬁm::itatamentﬁ a questi).

Infine, in accordo con la forma di realizzazione illustrata nelle
figure 10A e 10B, la guida 40, che comprende almeno una porzione

15 conduttiva (la porzione conduttiva 30’ nelle figure ma non limitatamente
a guesta), comprende anche almeno un componente circuitale 30

collegato a tale porzione conduttiva, la quale realizza un piano

condutiive comune.

In particolare, nellesempio della figura 104, la guida 40
20 comprende almeno due porzioni conduttive {due prime paxiioni
conduttive 30’ nella figura ma non lmitatamente a queste), i
componente elettronico 50 essendo eletfricamente collegato ad esse. A
titolo di esempic, 11 componente circuitale 50 & un condensatore di

filtraggio, sempre indicato con il riferimento numerico 0, avente 1

b2
(o)1

reofori 50r connessi a rispettive porzioni conduttive. Si sottolinea che

- 41 -
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tale condensatore 50 pud mettere in collegamento tra loro porzioni
conduittive destinate a cortocircuitare elementi di contatto destinati al
trasporte di segnali di massa, di alimentezione o di segnali di
ingresso/uscita. Opportunamente, una tale forma di realizzazione
5 consente di massimizzare leffetto di filtraggio dei condensatori 50, e
qﬁindi di ridurre al minimo le interferenze causate dagli elementi &i
contatto che trasportano i segnali di massa e di alimentazione, nonché

di ottimizzare la tecnica del loop-back, dato che_ tali condensatori di

10 contatto degli elementi di contatto {vale a dire sulla guida inferiore 40},
ovvero in prossimitd del wafer 27,

Alternativamente, come ilustrato m figura 10B, & anche

possibile prevedere una configurazione in cui i condensatore 50 ha un

primo reoforo 50rl collegato ad una porzione conduttiva che include

[y
(8}

una pluralita di fori guida {la porzione conduttiva 30° nella figura ma
non limitatamente a questa) e laltre reoforo 50r2 connesso ad una

porzione conduttiva che include e metallizza un singole foro guida.

Si sottolinea che il componente circuitale 50, il quale come
osservato & preferibilmente un éondﬁnsatore di filtraggio, pud anche
20 essere un gualunque altro componente adatto ad esigenze specifiche,
come ad esempic un induttore o un resistore od anche un relé,
eventualmente alloggiate in opportune sedi di glloggiamento realizzate
nella guida. Ad esempio € possibile considerare di collegare una coppia
di induttori in corrispondenza di due porzioni conduttive {come le due

25 prime porzioni conduttive 30’ nella figura ma non limitatamente a

&

- 47 .
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guestel destinate ad ossers corboarsuitate in una configurazione &
nopback e meonttorare cost i segnale in corrtspondenza delle stesse,
In cfmz:}uz'siané; la presente vengione prevede la reslizeasions
Jdi une testa di mdsury in ond alteeno una guida comprends almeno una
8 porzione condutiiva che nchude ¢ metle in collegamento slettrico ford
gulda attt ad alloggiare glementi di contalto che trasportans wwio stessy
tipo di segnale.

Vamiaggicsamente seconde la presente invenzione, clomenti di

“tunfatto The trasportanc segnall & massa sone cosl wmessi in
14 collegamente «letivico nella tegta 5 misura, preferibilmente  in
corrispondenza della guide inferiore, cosa che permette @ nidurre
notevolments, 8¢ non 4 eliminare del tatin, § tumore nel segnale
generato dalle diverse masse, b quants la porzione condutiiva della

puids realizes un plane di massa comune & utt gh elementd di contatto

M,
A1

di massa.
Allo stesso modo, anche i collegamento elefivieo tra gl

elementi & contatty ohe lraspo rtano le alimentasi iont condribuisce a

ridurre le interferenze ¢ gquindi i rumore nells testa di misura. In questo
moda, tramite & presente invensione, & possibile ridwrre anche #
20 ranore G moda cormune.

D1 conseguensga, la presents  duvenzione  conssute un
mighioramento delle prestazioni in frequensza della tosta di misura nel
sus complesso.

LUiterionmente, anche i {;{'ﬁ{t‘:gamenm sletirice tra clomentd &

25 contatte  che  irasporiane  segnall  operativi, ovvere  segnalh i
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ingresso/usclis, preferibilmente in corrispondenza della guida inferiors,
consente un awsenn delle prestasion’ In frequensa della testa &
misare nel case in cul vl sia Pesigensa di metiere in oollegamento

gletivice due o pit plaszole di contatto del dizpositive da tostare,

91

Opportunamente, € possibile cortocirautare tra Toro gruppt di
sonde o guikdi & corrispondentt pad  del  dispositivg), senza
necessariamente trasportare i relative segaale all'apparecchiaties i

test, tale cortocironito  essendo vardaggiosamente  realizsalo  in

cordSpondenza della guida nferiore €0 intermesia,  ovvers in
1G prossimitdé del dispositive da legtare, mighiorsnde @ !l wode e
prestasiond sletiviche del cortpoirouite realizzate.

Vi & mnoltre da dire che ln possibiitd di cortoctronitare gl

clementi O ‘:‘m}mm‘s di massa ¢ & alimentazione permoette & mighorare

i

le prestazionl I oorrente dells testa i misura della presente

15 mmvenzione, evitandeo inoltre sventuall bruclature di tall element di
cantatio.
£ anche possibile ottenere una testa di miswga con miglorate

prestaziond in termint di Slirageio del segnall, grazie alla pressneza &

opportunt compenentt eircuitall, In perticolare condensatori connesst
20 elettricamente alla porzione conduttiva,

Infine, la presensga & un pad comune consents &l poter
acceders agh elementt di contatto direttamente dalitnvolucre della testa
di miswrs, ale pad comune sostittendn quindi s pluralitd 41 piassole di

contatio o permettends ad esempis un meniteraggio del redativi segnall,

o v

25 Ovviamente un tecnice del ramo, alle scopo dv soddisgtare
- ::g\ ~
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esigenze contingenti e specifiche, potrd apportarc alla festa di misura
sopra descritta numerose modifiche ¢ varianti, tutte comprese
nell'ambito di protezione dellinvenzione quale definito dalle seguenti

rivendicazioni,

[
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RIVENDICAZIONI
1. Testa di misura {20} atta a verificare la funzionalita di un
dispositivo da testare integrato su un waler semiconduttore, detta testa

di misura (20} comprendendo almeno una guida {40, 41, 42) dotata di

3

una pluralita di fori guida [40h, 41h, 42h) atti ad alloggiare uns
pluralita di elementi di contatto {21°, 217, 217}, ciascunc di deftl
elementt di contatte {21°, 217, 217 comprendendo un corpoe (21pr,

21pp} che si estende tra una prima porzione di estremita (24} ed una

 seconda porzione di estremita (25), detta testa di misura {20] essendo

10 caratterizzata dal fatto che detta almeno una guida {40, 41, 42)
comprende almeno una porzione conduttiva {307, 307, 30"} che inchide

¢ mette in collegamento elettrico almenc un gruppo (40°, 407, 40" 417,

417, 417 42, 427, 427 di detti fori guida (4Ch, 41h, 42h) ed & afta a
contattare un corrispondente gruppo di detti element di contatto {217,

15 217, 217}, detti elementi di contatto {217, 217, 21" di detto
corrispondente gruppo essendo atti al trasporto di unc stesso tipo di

segnale,

2. Testa di misura {20] secondo la rivendicazione 1,
caratterizzata dal fatto di comprendere almeno una prima porzione
20 conduttiva (307 e almeno una seconda porzione conduttiva {307, detta
prima porzione conduttiva (30} includendo e mettendo in collegamento
elettrico un primo gruppo (40, 41°, 427 di detti fori guida (40h, 41k,
42h) che alloggia primad elementi di contatto (217, deita seconda
porzione conduttiva {307 includendo e mettendo in collegamento

25 elettrico un seconde gruppo {407, 417, 427 di detti fori guida {(40h, 41h,
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42h} che alloggia secondi elementi di contatto (217).
3. Testa di misura (20} secondo la rivendicazione 2,
caratterizzata dal fatte che detti primi elementi di contatte (217
alloggiati in detto primmo gruppo (407, 41°, 427 di detti fori guida {(40h,
S 41h, 42h) sono atti al trasporto di segnall di massa, e detti secondi
elementi di contatto {217} alloggiati in detto secondo gruppo (407, 417,
42 di detti fori guida (40h, 41h, 42h) sono att al trasporto di segnali di

alimentazione.

4, Testa di misura (‘20} secondo la riﬁeﬁdiaa&i@ne 2 é 3,

10 caratterizzata dal fatto che una tra detta prima e seconda porzione
conduttiva (30°, 307) & realizzata su una faccia (FA, FB; FC, FD} di detfta
almenc una guida (40, 41, 42} ¢ Daltra tra detta prima ¢ seconda
porzione conduttiva (307, 307 & realizzata su una faccia opposta (FB,
FA; FD, FC) di detta almeno una guida (40, 41, 42).

15 5. Testa di misura {20} secondo una qualsiasi delle

rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatio che detta almeno una

porzione conduttiva {30°, 307, 30} & separata da ulteriori porzioni

" conduttive e/o & localmente interrotia tramite almensc una zona non
conduttiva {31, 31, 317 in modo da non permettere il collegamento
20 elettrico tra elementi di contatto destinati al trasporte di segnali
differenti /o elementi di contatto che non devono essere cortocircuitati.
6. Testa di misura (20} seconde la rivendicazione 35,
caratterizzata dal fatto che detta almeno una guida {40, 41, 42}
comprende almene una porzione dielettrica di rivestimento che ricopre

25 detta almeno una zona non conduttiva {21, 31, 317,

- 47 -
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7. Testa di misura (20} secondo la rivendicazione 2,

caratterizzata dal fatto di comprendere almeno una guida inferiore {40},
almeno una guida intermedia (41}, e almeno una guida superiore (42},
detta guida inferiore {40) e detta guida intermedia {41} essendo separate

) tra loro da una prima zona d’aria {327 ¢ detta guida intermedia {41} ¢
detta guida superiore {42) essendo separaie tra loro da una seconda
zona d’aria {327, ciascuna di dette guide {40, 41, 42} comprendendo

rispettivi fori guida (40h, 41h, 42h) per Talloggiamento di detii element

di contatto (217, 217, 217, e dal fatto che una tra detta prima e seconda

10 porzione conduttiva {3(°, 307 & réalizzata‘ su una faccia (FA, FB) di detta

guida inferiore {40) e laltra tra detta prima e seconda porzione

conduttiva {307, 307 & realizzata su una faccia {FC, FD)} di detta guida
intermedia {41)}.

8. Testa di misura {20} secondo la riveadicazione 2,

i5 caratterizzata dal fatto di comprendere almenc una guida inferiore {40},

almeno una guida intermedia {41}, ¢ almeno una guidé éu;?eeriﬁre {42},

detia guida inferiore {40) ¢ detta guida intermedia {41} essendo separate

tra loro da una prima zona d’ara (327 ¢ detta guida intermedia (41} ¢
detta guida superiore (42} essendo separate tra lore da una seconda
20 zona daria (327, clascuna di dette guide {40, 41, 42) comprendendo
rispettivi fori guida (40h, 41h, 42h) per lalloggiamento di detti elementi
di ccmtaﬁ:c (21, 217, 21, e dal fatto che sia detta guida inferiore (40}
sia detta guida intermedia (41} comprendono sia detta prima porzione
conduttiva {307 sia detta seconda porzione conduttiva (307, detta prima

25 porzione conduttiva (307 e deita seconda porzione conduttiva {307
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essendo tra loro separate fisicamente ed elettricamente da una zona

non conduttiva (31, 31%, 317 di dette guide (40, 41}.
G, Testa di misura {20} secondo la rivendicazione 7 o 8,
caratterizzata dal fatto che detti primi elementi di contatto (217
5 alloggiati in detto primo gruppo @0, 417, 427 di detti fori guida {40h,
41h, 42h} sono atti al trasporto di segnali di massa, e detti secondi
elementi di contatto {21”} alloggiati in detto secondo gruppo {407, 417,
42 di detti fori guida (40h, 41h. 42h) sono atti al trasporto di segnali di

alimentazione.

10 10. Testa di misura (20} secondo una gualsiasi  delle
rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto di comprendere
almenc una terza porzione conduitiva (307} che include e mette in
collegamento elettrico un terzo gruppo {40™, 417, 427 di detti fori guida.
{(40h, 41h, 42h) che alloggia terzi elementi di contatto {217).

15 11, Testa di misura (20} seconde la rivendicazione 10,
caratterizzata dal fatte che detti terzi clementi di contatto {217

alloggiati in detio terzo gruppo (407, 417, 4277 di detti fori guida (40h,

41h, 42h) sono atti al trasporto di segnall operativi di ingresso/uscita
tra il dispositivo da testare ¢ Vapparecchiatura di test,
20 12, Testa di misura {20} secondo una qualsiasi delle
. rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto che detta almeno una
porzione conduttiva (30°, 307, 30™} riveste almeno una porzione (40W,
407"W, 407W; 41T°W, 417°W, 417W) di una superficie interna di ogni foro
guida di detto gruppo {40°, 40”7, 40™; 41°, 417, 417} di detti fort guida
25  (40h, 41h).
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13. Testa di miswa‘ {20} secondo una qualsiasi delle

rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto che detfi elementi di

contatto {217, 217, 21} sono nella forma di sonde di contatto in cui
detto corpo (21pr) presenta una deformazione.

5 14, Testa di misura (20} secondo una qualsiasi delle

rivendicazioni da 1 a 6, caratterizzata dal fatt@ che detti elementi di

con‘ta:tta {(21°, 217, 21™) sono nella forma di poge pin, detto corpo {(21ipp)

comprendendo un involucre {33} ¢ un elemento elastico [34) disposto in

detto invelucre {33), detto invelucre {33} definendo una prima superficie
10 (31} ed una seconda superficie {82}, almene una di dette superfici (81,
82} essendo atta ad andare iﬁ battuta su detta almenoc una guida {40,
432}, il collegamento elettrico tra detti elementi di contatto {217, 217, 217
e deita almeno una porzione conduttiva {30°, 307, 30™) essendo un
contatto premente tramite detta prima /o seconda superficie {81, 82}
15 15. Testa di misura {20} sccondo una qualsiasi delle
rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto che detta almeno una

guida (40, 41, 42} comprende almeno un pad comune (36, 367, 36}

collegato a detta almenc una porzione conduttiva (30°, 307, 30™)

mediante una pista conduttiva {377, 377, 37"}

20 16. Testa di misura (20} secondo wuna gualsiasi delle
rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto che detta almeno una
porzione conduttiva {30°, 30", 30™)} ¢ disposta su una faccia {FA, FB, FC,
FD, FE} di detta almeno una guida (40, 41, 42) ¢ ha un’area inferiore ad
unarea di detta faccia {FA, FB, FC, FIJ, FE} di detta almeno una guida

25 (40, 41, 42).
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17. Testa di misura (20} secondo una gualsiasi delle
rivendicazioni da 1 a 15, caratterizzata dal fatto che detta a}méno una
porzione conduitiva {30°, 307, 30 ricopre una faccia di detta almeno
una guida (40, 41, 42}, mettendoe in collegamento elettrico detto almeno
un gruppe (407, 417, 42° 407, 417, 427, 407, 41", 42”7} di detti fori guida
{40h, 41h, 42h}, ad eccezione di aree in cul sono realizzati fori guida che
non appartengono a detto almeno un gruppo {40°, 41°, 427 407, 417,
437, 407, 417, 427, |

18 Testa dz r;fxisufa zéﬂ) seconﬁ;} ..‘una qualsmaq delle
rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto che detta almeno una
guida {40, 41, 42) comprende almeno una ulteriore porzione conduttiva
{30bis}, la guale include uno di detti fori guida {40h, 41h, 42h) destinato
ad alloggiare un singolo elemento di contatte, detta almeno una guida
{40, 41, 42) comprendendo un ulteriore pad comune [36%;’15;} collegato a
detta almenc una ulferiore porziaﬁe conduttiva {30bis) mediante un
ulteriore pista conduttiva {(37bis}] ¢/o comprendendo una pista
conduttiva che collega detta almenc una ultericre porzione conduttiva
{30bis} ad altre porzioni conduttive.

19, Testa di misura {20} secondo la rivendicazione 1,
caratterizzata dal fatto che detta almeno una porzione conduttiva (30,
307, 30 & annegata in detta almeno una guida (40, 41, 42},

20. Testa di misura {20} secondo una qualsias] delle
rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto che detta almeno una
porzione conduttiva {30°, 307, 30"} comprende una pluralitd di porzioni

conduttive sovrapposte e isolate elettricamente fra loro.
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21. Testa di misura {20} secondo una qgualsiasi delle
rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fattc di comprendere
almenc una pista conduttiva {39} che collega elettricamente almeno due
porzioni conduttive che includdn@ ¢ mettono in collegamento elettrico

5 due relativi gruppi di detti fori guida (40h, 41h, 42h) e sono atle a
contattare corrispondenti gruppi di detti elementi di contatto {21°, 217,
217, detti elementi di contatto inchisi in detti relativi gruppt essendo

atti al trasporto di uno stesso tipo di segnale.

‘221 Testa di ‘misum- {20} .sccoﬁdi;“ una quaisia;ai delle
10 rivendicazioni precedenti, caratierizzata dal fatto di comprendere
ulteriormente almeno un componente circuitale {50), preferibilmente un

. condensatore, collegato eletiricamente ad almeno detta almeno una

porzione conduttiva di detta almenoc una guida (40, 41, 42).

- 52
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PATENT
IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

First Named Inventor : Flavio MAGGIONI

For : TESTING HEAD HAVING IMPROVED FREQUENCY
PROPERTIES
Docket No. : 160062.429C1
Date o June 14, 2019

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

FEE DEFICIENCY AUTHORIZATION FORM

Commissioner for Patents:
Applicant(s) hereby authorize(s) the Director to charge any deficiencies or credit
any overpayment in fees due by way of the enclosed papers only to Deposit Account

No. 19-1090.

Respectfully submitted,
SEED Intellectual Property Law Group LLp

/Robert Iannucci/
Robert Tannucci
Registration No. 33,514

701 Fifth Avenue, Suite 5400
Seattle, Washington 98104
Phone: (206) 622-4900

Fax: (206) 682-6031

6833521_1.docx
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PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

First Named Inventor : Flavio MAGGIONI

For : TESTING HEAD HAVING IMPROVED FREQUENCY
PROPERTIES
Docket No. : 160062.429C1
Date o June 14, 2019

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

TRANSMITTAL LETTER OF
INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT

Commissioner for Patents:

In accordance with 37 CFR §§ 1.56, 1.97 and 1.98, Applicant wishes to make
known to the U.S. Patent and Trademark Office the reference(s) set forth on the enclosed
Information Disclosure Statement (IDS). Please acknowledge receipt by initialing and returning
a copy of the IDS and kindly make the cited reference(s) of record in the above-identified
application.

Because copies of cited U.S. patents and published patent applications are not
required, they have not been provided. Copies of cited unpublished U.S. patent applications are
not provided based upon the good faith belief that such applications are available in the
USPTO’s Image File Wrapper system. Copies of all other reference(s) are provided except as

noted.
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I. This IDS is being submitted pursuant to 37 CFR § 1.97(b) during one of the following time

periods:

Within three months of the filing date of a national application other than a Continued
Prosecution Application under 37 CFR § 1.53(d); Within three months of the date of entry of the
national stage as set forth in 37 CFR § 1.491 in an international application; Before the mailing of
a first Office Action on the merits; Before the mailing of a first Office Action after the filing of a
Request for Continued Examination under 37 CFR § 1.114; or Within three months of the date of
publication of the international registration under Hague Agreement Article 10(3) in an

international design application.

(] II. This IDS is being submitted pursuant to 37 CFR § 1.97(c) after the period specified in 37
CFR § 1.97(b), but before the mailing date of a final Office Action under 37 CFR § 1.113, a
Notice of Allowance under 37 CFR § 1.311, or any other action that closes prosecution in the

application. Furthermore, this IDS is accompanied by one of the following:
[1 A. The fee set forth in 37 CFR § 1.17(p); or
[1 B. The statement specified in 37 CFR § 1.97(e):

[1 1. Each item of information contained in the IDS was first cited in any
communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application not more than
three months prior to the filing of the IDS.

[1 2. No item of information contained in the IDS was cited in a communication
from a foreign patent office in a counterpart foreign application, and, to the knowledge of the
person signing this certification after making reasonable inquiry, no item of information
contained in the IDS was known to any individual designated in 37 CFR § 1.56(c) more than
three months prior to the filing of the IDS.

(1 I This IDS is being submitted pursuant to 37 CFR § 1.97(d) after the period specified in 37
CFR § 1.97(c) provided this IDS is filed on or before the payment of the issue fee. Furthermore,
this IDS is accompanied by both:

e The fee set forth in 37 CFR § 1.17(p); and
e The statement specified in 37 CFR § 1.97(e):

[1 1. Each item of information contained in the IDS was first cited in any
communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application not more than
three months prior to the filing of the IDS.

[1 2. No item of information contained in the IDS was cited in a communication
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from a foreign patent office in a counterpart foreign application, and, to the knowledge of the
person signing this certification after making reasonable inquiry, no item of information
contained in the IDS was known to any individual designated in 37 CFR § 1.56(c) more than
three months prior to the filing of the IDS.

PTA CERTIFICATION

[1 1In accordance with 37 CFR § 1.704(d), a Patent Term Adjustment Statement
(PTO/SB/133) 1s included with this submission.

This IDS is not to be construed as a representation that a search has been made or
an admission that any cited reference is considered to be prior art under 35 U.S.C. §§ 101, 102 or
103, or material to patentability under 37 CFR § 1.56. Notwithstanding the fact that the
reference(s) being cited in this IDS are being made known to the USPTO in compliance with
Applicant’s duty to disclose, Applicant believes that their invention is patentable.

The Director is authorized to charge any other fees due by way of the IDS, or
credit any overpayment to Deposit Account No. 19-1090.

Respectfully submitted,
SEED Intellectual Property Law Group LLp

/Robert Iannucci/
Robert Tannucci
Registration No. 33,514

RXTI:lg

Enclosure(s):
Information Disclosure Statement
(2) Reference(s)

701 Fifth Avenue, Suite 5400
Seattle, Washington 98104
Phone: (206) 622-4900

Fax: (206) 682-6031

6833777 _1.docx
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